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Distributor des Jahres

ereits zum 17. Mal verlieh das Fachmagazin
B ELEKTRONIK die Auszeichnungen »Distribu-
tor des Jahres«. Am 23. Juli 2024 konnten wir in
Munchen insgesamt vier Awards entgegenneh-
men und Preise in den folgenden Kategorien flr

uns gewinnen.

Sonderpreis fur »Nachhaltigkeit«

Gesamtleistung in der Kategorie
Spezialdistributor flir Halbleiter, Embedded,
Displays und Baugruppen

Supply Chain Performance in der Kategorie
Spezialdistributor fir Halbleiter, Embedded,
Displays und Baugruppen

Digitalisierung in der Kategorie Spezial-
distributor fur Halbleiter, Embedded,
Displays und Baugruppen -

»Es freut mich wirklich sehr, dass dieses Jahr in
so wichtigen Kategorien fur uns gestimmt wurde.
Ich mdchte mich bei den Elektronik Leserinnen
und Lesern fur ihre Stimme und beim gesamten
CODICO Team fur das Engagement bedanken,
freut sich Sven Krumpel, CODICO CEO, uber die
Auszeichnungen.
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Birgit Punzet
ubernimmt die
Auszeichnung

Danke, dass Sie fur uns abgestimmt haben! Unse-
re Auszeichnungen bei der Wahl zum »Distributor

des Jahres 2024« zeigen unser kontinuierliches

Engagement flr Spitzenleistungen in den Berei-
chen Supply Chain Performance und Digitalisie-
rung. Sie bestatigen unsere Position als verlassli-
cher Partner und Innovationsfuihrer. Besonders
stolz sind wir auf den Award fir Nachhaltigkeit.
Diese Auszeichnungen bestatigen unseren ganz-
heitlichen Ansatz und unser Engagement fir
nachhaltige und soziale Themen.
D
» Birgit Punzet, +43 1 86305 209

birgit.punzet@codico.com

Sven Krumpel
Geschaftsfuhrer
CODICO

EDITORIAL | IMPULSE

Vorwort

Good News

Liebe Leserinnen und Leser, ich starte mit guten
Neuigkeiten in unsere aktuelle Ausgabe! In den
meisten Medien begegnen uns aktuell ja vor al-
lem negative Nachrichten und Entwicklungen.
Dabei verlieren wir oft aus den Augen, wie viele
positive Themen es gibt, die es wert sind, erzahlt
zu werden - und die uns eine ganz andere Per-
spektive auf die Welt erdffnen kdnnten.

CODICO durfte - neben der Auszeichnung zum
Distributor des Jahres (siehe auch den nebenste-
henden Beitrag) - den Jurypreis »Nachhaltigkeit«
des Fachmagazins Elektronik entgegennehmen!
Die Jury zeichnete unseren Central Park aus, un-
sere 12.000m? grof3e Flache mit Outdoor-Arbeits-
moglichkeiten, Sport-Arealen, Corporate Farming-
Bereichen, einem Schwimmteich, einer Gartenku-
che und viel Raum fiir Beisammensein. Es wurde
unser Engagement hervorgehoben, »die Flache
nicht rein gewinnbringend zu nutzen, sondern et-
was Nachhaltiges und Langfristiges in Einklang
mit den Bedurfnissen der Mitarbeiter zu schaf-
fen«. So eine Auszeichnung bedeutet mir wirklich
viel. Es ist uns so wichtig, Home Office und die An-
nehmlichkeiten des Remote Work zu bieten, aber
gleichzeitig eine attraktive Arbeitsumgebung zu
schaffen, damit die Mitarbeiter einfach gerne ins
Biro kommen. Ich freue mich namlich, wenn ich
mein Team auch face-to-face treffen kann. Nach-
haltigkeit ist fir uns nicht nur ein Trend oder ein
Modewort, sondern tief in unserer Unterneh-
menskultur verankert. Wir sind Uberzeugt, dass
wir als Unternehmen eine Verantwortung im 6ko-
logischen, 6konomischen und sozialen Sinne ha-
ben. Diese Auszeichnung bestatigt, dass wir mit
unserem Denken und Handeln auf dem richtigen
Weg sind. Dieser Preis ist auch nicht das Ende un-
serer nachhaltigen Reise, wir werden uns nicht
darauf ausruhen. Vielmehr sehe ich ihn als An-
sporn, meinen Teil fir mehr »Good News« bei-
zutragen, um Fortschritt zu ermdglichen und In-
spiration, Vertrauen und Motivation zu férdern.

Und noch etwas Positives: Wir laden Sie herzlich
ein, uns auf der electronica 2024 in Minchen,
Halle C3, Stand 558, zu besuchen. Ihr kostenloses
Eintrittsticket senden wir lhnen gerne zu - schrei-
ben Sie ein Mail an marketing@codico.com. Wir
freuen uns, Sie zu treffen!

W Sven Krumpel

202422 | 3
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SYNAPTICS SoCs Familie mit SW SDK
fur Al-native Embedded Computing

o %

SYNAPTICS blickt auf eine lange Geschichte im Bereich kinstlicher neuro-
naler Netze zurtck: von Touchpads, die Bewegungen erkannt haben,
uber Spracherkennung bis hin zur Mustererkennung im visuellen Umfeld.
In Gber 30 Jahren hat SYNAPTICS ein umfangreiches Technologieportfolio
aufgebaut, das alle Produktlinien umfasst, einschlieBlich des wachsenden
Edge-Al-Segments fur den loT-Markt. Dabei wurden frihzeitig die drei
Schlisselelemente jeder loT-Plattform fokussiert: Sensorik, Verarbeitung

und Konnektivitat.

1. Sensorik: Dieser Bereich widmet sich der Ent-
wicklung von Technologien, die es Geraten er-
moglichen, ihre Umgebung und Benutzereinga-
ben auf natirliche und intuitive Weise wahrzu-
nehmen - sei es durch Sehen, Horen, Berthren,
Sprechen oder andere Sinneseindrticke.

2. Verarbeitung: SYNAPTICS legt groBen Wert
auf die effiziente Verarbeitung dieser Eingaben.
Die Technologien stellen sicher, dass Edge-Gera-
te Benutzerbefehle verstehen und darauf schnell,
intelligent und prazise reagieren kdnnen.

3. Konnektivitat: Im dritten Bereich geht es um
Konnektivitat. SYNAPTICS hat erstklassige Kon-
nektivitatslésungen entwickelt, die eine nahtlose
und stabile Kommunikation zwischen Gerdten
ermoglichen und damit eine starker vernetzte

und intelligente Umgebung schaffen.

420242

Bei der Arbeit an der Entwicklung von loT-Gera-
ten der nachsten Generation wurde deutlich,
dass Kl ein immer wichtigerer Bestandteil der Ed-
ge-Geratestrategie von Kunden wird. Diese Kun-

den stellten jedoch fest, dass die verflgbaren L6-

sungen fragmentiert waren, schlecht unterstitzt

wurden und angesichts der Einschrankungen in

Bezug auf Leistung, Kosten und Markteinfih-
rungszeit letztlich nicht zufriedenstellend waren.

Dies fuhrte dazu, dass SYNAPTICS sein Fachwis-

sen in den Bereichen Kl, Hardware, Software und
Tools nutzte und auf der embedded world 2024
Konferenz die »KI-native« Compute-Plattform
Astra fur das loT vorstellte. Astra setzt die lange
Geschichte der KI-Innovation des Unternehmens

fort, von friihen Arbeiten an Touchpads bis hin

< synaptics

zu neueren Arbeiten an KI fur Multimedia-Verar-
beitung, Merkmalsextraktion, Sprach- und Bild-
analyse und KI-PCs. Diese Arbeiten wurden auf
Astra angewandt, um eine universelle KI-Platt-
form zu schaffen, die explizit fiir die schnelle Ent-
wicklung und den Einsatz einer Vielzahl von Ed-
ge-KI-Anwendungen konzipiert wurde.

Astra erfullt den Bedarf von Edge-KI-Anwen-
dungsentwicklern an einer neuen Generation
hochleistungsfahiger, beschleunigter Plattfor-
men, die explizit fir Embedded Computing mit
geeigneten und sorgfaltig abgestimmten Lei-
stungs-, Energie-, Konnektivitats-, 1/0- und Ko-
stenprofilen konzipiert sind. Eingebettete KI-Platt-
formen benétigen funf grundlegende Kompo-
nenten: beschleunigte und skalierbare SoC-Hard-
ware, ein komplettes Kit an Plattform-Software,
standardbasierte drahtlose Konnektivitat, ein ro-
bustes Kl-Framework und ein florierendes Part-

ner-Okosystem.

Die Astra-Plattform stellt einen bedeutenden
Fortschritt zur Verbesserung der Fahigkeiten in-
telligenter Gerate dar. Sie basiert auf funf Sau-
len:
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1. Compute-Lésungen: Astra bietet fortschritt-
liche Mikroprozessoren und Mikrocontroller-Ein-
heiten, die speziell fir leistungsstarke und strom-
ABAPTIVE Al sparende loT-Anwendungen entwickelt wurden.
FRAMFWDRK 2. Adaptives KI-Framework: Das Framework
passt sich an verschiedene KI-Workloads an und
optimiert die Leistung fiir eine Reihe von Geraten
und Anwendungen.

3. Einheitliches Software-Erlebnis: Es bietet ei-
ne einheitliche Softwareumgebung, die die Ent-
wicklung und Bereitstellung vereinfacht und da-
fr sorgt, dass sich die Entwickler auf Innovation

statt auf Integration konzentrieren kénnen.
4. Ecosystem fiir Partnerlésungen: Astra wird
von einem umfangreichen Netzwerk von Indu-
striepartnern unterstitzt, wodurch ein robustes
WIRELESS Okosystem entsteht, das die Fahigkeiten und In-

CORMECTRTY L tegrationsmaoglichkeiten der Plattform erweitert.

5. Drahtlose Konnektivitat: Astra bietet inte-
grierte Unterstltzung flr die neuesten drahtlo-
sen Standards, um sicherzustellen, dass die Ge-
rate immer verbunden sind und die Daten naht-

Die fiinf Sdulen der Astra-Plattform - i los Ubertragen werden.

L

©AdobeStock/Zaleman
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Edge Al Prozessor Familie

Die SYNAPTICS Edge

Al Prozessor Familie

Diese Prozessoren sind das Herzsttick der Inno-
vation von SYNAPTICS und bieten Leistung und
Effizienz fur Edge Computing:

1. Leistungsstarke MPUs und MCUs: Die Mikro-
prozessor-Einheiten (MPUs) und Mikrocontroller-
Einheiten (MCUs) sind flir eine schnelle und effi-
ziente Verarbeitung ausgelegt und kénnen kom-
plexe KI- und maschinelle Lernalgorithmen am
Edge verarbeiten.

2. Konnektivitat der MCUs: Neben der Verar-
beitungsleistung ist die Konnektivitat der Schlus-
sel fur Edge-Gerate. Die MCUs sind mit integrier-
ter Unterstltzung fur verschiedene Kommunika-
tionsstandards wie Wi-Fi, Bluetooth LE und Zig-
bee ausgestattet, um sicherzustellen, dass Gera-
te nahtlos in einem verteilten Netzwerk kommu-

nizieren kénnen.

COSSITTIATT Rk

DIESES KIT ENTHALT
1. Core-Modul: Es enthalt drei austauschbare
Kernmodule — das SL1680, SL1640 und SL1620.
Jedes Modul ist auf unterschiedliche Leistungs-
und Energieanforderungen abgestimmt und bie-
tet Skalierbarkeit sowie Flexibilitat
bei der Anwendungs-

entwicklung.

SPIFlash [

SYNAPTICS SL1680

Secure High-Performance Embedded Linux® and Android™ SoC

64K/32K
1/D L1
Cache

Quad Arm®
Cortex©-A73

ACD, GPIO
Debug Interface

Astra SL1680 SoC Blockdiagramm

6| 20242

1MB Shared L2

DRAM Controller: 64-bit LPDDR4/4x up to 3,733 MT/s

2. Gemeinsame E/A-Platine: Die E/A-Platine ist
die Grundlage fur die Kernmodule. Sie verfiigt
Uber alle erforderlichen E/A-Anschlisse und un-
terstlitzt eine breite Palette von Peripheriegera-
ten und Erweiterungsoptionen.

DIE SOCS IM DETAIL

+ Der SL1680 basiert auf einer Quad-Core Arm
Cortex-A73 64Bit-CPU, einer 7,9 TOPS NPU, einer
hocheffizienten, funktionsreichen GPU und ei-
ner Multimedia-Beschleuniger-Pipeline. Er eig-
net sich ideal fir Haus- und Industriesteuerun-
gen, Smart Home-Gerate, Gateways fur die
Haussicherheit, digitale Beschilderungen, Dis-
plays, Point-of-Sale-Systeme und Scanner.

Der SL1640 ist auf Kosten- und Energieeffizienz
optimiert und basiert auf einem Quad-Core
Arm Cortex-A55 Prozessor, einer 1,6+ TOPS
NPU und einer GE9920 GPU. Es eignet sich be-
sonders gut fur intelligente Haushaltsgerate,
Unternehmenskonferenzen, intelligente Laut-
sprecher, Displays und Beschilderungen sowie
Verbraucher- und Industrie-

steuerpanele.

| Micro HOMI V21Rx

Der SL1620 basiert ebenfalls auf einem Quad-
Core Arm Cortex-A55 CPU-Subsystem, einer
leistungsstarken GPU fur fortschrittliche Grafi-
ken und Kl-Beschleunigung, tberlegenen Au-
dioalgorithmen und dualen Displays. Anwen-
dungen sind beispielsweise Multimedia-Konfe-
renzen in Unternehmen, intelligente Haushalts-
gerate, Gateways fur die Heimsicherheit, digi-
tale Beschilderungen, Displays, Point-of-Sale-

Systeme und intelligente Lautsprecher.

Far weitere Infos, Muster oder ein Angebot z6-
gern Sie nicht uns zu kontaktieren.
™ Achim Stahl, +49 89 1301 439 14

achim.stahl@codico.com
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RACM15E-K Ser[e

ITSCHIENEPLUS

Medizinisches Netzteil mit Haushaltsgeratezulassung und OVC Il

ie RACM15E-K Serie von RECOM ist fUr eine
DNennIeistung von 15W bei einer Eingangs-
spannung von 80-275VAC dimensioniert und
wird in zwei Bauformen angeboten. Einmal als
Open-Frame (/OF)-Version mit »Molex™«-Steckern
in einer GroBe von 3,1x0,9x0,8Inch (80x23,8x
22mm), und als /PMAD-Version in einem |P20-
Gehause fur Chassis- oder DIN-Schienen-Monta-
ge oder mit Push-in-Anschlissen, die Litzen- und
Volldraht aufnehmen kénnen, in einer GroR3e von
3,2%1,1%1,1Inch (83%26,4x29,5mm). Die Bauteile
passen in einen standardmaRigen 1,5-Modul-
DIN-Schienen-Steckplatz, ohne dass der Abstand

zu benachbarten Modulen verringert wird.

Als geregelte Einzelausgange sind 3,3V bei 12W
Nennleistung sowie 5, 12, 15, 24 und 30VDC bei
15W Nennleistung verfugbar. Samtliche Ausfih-
rungen sind gegen Uberspannung, Uberlast und
Kurzschluss geschiitzt. Bei Uberlast besitzen die
Bauteile eine konstante Strombegrenzungscha-
rakteristik, die fUr nicht-lineare Lasten geeignet
ist, mit einem selbstrickstellenden »Hiccup«-Mo-
dus fur Kurzschlisse. Der Betriebstemperatur-
bereich umfasst -40°C bis +85°C, wobei ab einer
Umgebungstemperatur von 50°C in ruhender

Luft ein Derating erfolgt.

Die Baureihe RACM15E-K besitzt umfassende
Zertifizierungen, wie zum Beispiel IEC/EN62368-1,
IEC/EN60335-1, IEC61558 und IEC 60601-1/

ANSI/AAMI ES60601-1 fur Sicherheit. Bei medizi-
nischen Anwendungen sind die Bauteile fur
2xMOPP, Uberspannungskategorie Il (OVCII) bis
5000m Hohe ausgelegt und erflllen die BF-Be-
rihrungsstromspezifikationen fur Anwendungs-
teile. Fur nicht medizinische Anwendungen kann
die Serie auch in OVClIl-Umgebungen bis 3000m
gemald IEC61558-2-16 und IEC60335-1 verwen-
det werden. Die Leerlaufstromaufnahme betragt
in der Regel weniger als 100mW, um die Okode-
sign-Anforderungen zu erftllen, und die Norm
EN55032 Klasse B fur geleitete EMI wird mit einer

potenzialfreien Last erfullt.
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RECOM

Dank ihres hohen Wirkungsgrads von bis zu 86%
bleiben die RACM15E-K-Bauteile kiihler im Betrieb
als Ublich und erreichen eine lange Lebensdauer
und hohe Zuverlassigkeit mit einer MTBF von
Gber 1 Million Stunden gemaR MIL-HDBK-217.
Zu typischen Anwendungen fiir die Baureihe ge-
horen industrielle Automatisierung, industrielle
Messgerate, Heimmedizingerate, Gebaudeauto-

matisierung, Uberwachung und Haushaltsgeréte.

Kontaktieren Sie CODICO fur weitere Informatio-
nen zu Lieferzeiten und Mustern.
\Andreas Hanausek, +43 1 86305 131

andreas.hanausek@codico.com

RACM15E-K Serie

20242 | 7
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SOM AP72611

AP72611 Carrierboard

AMPAK stellt neues SOM AP72611 vor - basierend auf den SYNAPTICS
SL1620 SoC und Syn43711 Wi-Fi6E Chipsets fir Smart Building,
Smart City und Smart Home Anwendungen.

MPAK hat den AP72611 auf Basis des SYN-
AAPTICS SL1620 veroffentlicht, einem Mit-
glied der neuen Familie von Astra-fahigen SoCs.
Der SL1620 verfugt Uber einen A55 Quad-Core
Arm-Prozessor mit bis zu 1,9GHz und eine Ima-
gination BXE-2-32 GPU.

Die Embedded-Prozessoren der SL-Serie von
SYNAPTICS sind hochintegrierte Kl-native Linux®-
und Android™-Systeme auf dem Chip (SoCs). Die-
se sind fUr multimodale Verbraucher-, Unterneh-
mens- und industrielle loT-Workloads mit Hard-
ware-Beschleunigern flr Edge Inferencing, Si-
cherheit, Video, Grafik und Audio optimiert. Der
SL1620 wurde fir Embedded-Anwendungen ent-
wickelt und optimiert, die eine leistungsstarke
Verarbeitung, erweiterte KI-Funktionen und 3D-
Grafiken erfordern. Dieser Chip verflgt Gber ein

Linux®-Betriebssystem, tGberlegene Audioalgo-

8| 20242

rithmen, eine Vielzahl von Peripheriegeraten,
zwei Displays und einen SYNAPTICS-SoC fir Kon-
nektivitat und Audio-Frontend. Der SL1620 enthalt
leistungsstarke Recheneinheiten, darunter ein
Quad-Core Arm® Cortex®-A55 CPU-Subsystem,
einen hocheffizienten, funktionsreichen Grafik-
prozessor fir fortschrittliche Grafik und Kl-Be-
schleunigung, hervorragende Audioalgorithmen
und zwei Displays. Der SL1620 unterstutzt die
SYNAPTICS Astra loT-Plattform, die durch stan-
dardbasierte Ansatze, offene Software-Frame-
works und umfassende Kl-Toolkits ein einheitli-
ches Erlebnis bietet. In Kombination mit dem Wi-
reless-Konnektivitatsportfolio von SYNAPTICS er-
moglicht der SL1620 kostenoptimierte Systemlo-
sungen mit Leistungsvorteilen pro Watt fiir das loT.

FUr die Konnektivitat hat der AMPAK AP72611
das SYNAPTICS SY43711 Wi-Fi6E 1x1 Radio an

W AMPAK
Technology Inc.

Bord. Dabei handelt es sich um eine sehr strom-

sparende Losung mit sehr hohem Datendurch-
satz, die auch in batteriebetriebenen Anwendun-
gen eingesetzt werden kann.

Der SYN43711 integriert Wi-FiTM6/6E- und Blue-
toothTM 5.3-Funkgerdte auf einem einzigen
hochmodernen System-on-Chip (SoC), um den
Platzbedarf, die Kosten, den Stromverbrauch, die
Komplexitat und die Markteinfihrungszeit von
drahtlosen loT-Geraten zu reduzieren. Das Wi-Fi-
Funkgeratist IEEE 802.11ax konform mit Legacy-
Unterstutzung fur 802.11a/b/g/n/ac und verflgt
Uber eine 1x1-Antennenanordnung fir einen
Durchsatz von bis zu 600Mbps. Das Bluetooth
5.3-Radio verfligt Uber LE Audio fur mehrere
gleichzeitige Bluetooth-Audio-Streaming-Verbin-

dungen.

AMPAK bietet eine Palette von Wi-Fi und Blue-
tooth-Modulen an flir das AP72611. Diese reicht
von Wi-Fi4 Gber Wi-Fi bis zu Wi-Fi6E fahigen L6-

sungen.



Die folgenden Optionen sind verflighar und ha-
ben bereits erfolgreich die CE-Zertifizierung ab-

solviert.

* AP6212: Wi-Fi4 SYN43436S Combo-Modul

+ AP6203BM:Wi-Fi4 SYN430132 Combo-Modul

+ AP6256: Wi-Fi5 SYN43456 Combo-Modul

+ AP6611S: Wi-Fi6E SYN43711 Combo-Modul

+ AP6281S: Wi-Fi6E SYN4381 Wi-Fi, Bluetooth,
802.15.4 (Thread) Modul

Das SOM wird durch das ASTRA SW-Framework
von SYNAPTICS unterstutzt. ASTRA ist eine um-
fassende SW-Umgebung, die es erméglicht, K-
Modelle oder eigene Modelle nahtlos zu integrie-
ren und auf dem Arm-Quad-Core oder der GPU
auszufuhren. ASTRA kann nach der Registrierung
ohne zusatzliche Kosten von GitHub herunterge-

laden werden.

Ein Entwicklungskit fur schnelles Prototyping ist
im CODICO Sample Shop verfugbar.

™ Achim Stahl, +49 89 1301 438 14

achim.stahl@codico.com
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AP72611 PRODUKTMERKMALE, SCHNITTSTELLEN UND SPEICHERKONFIGURATION

CPU

* Quad-Core Arm® Cortex®-A55 bis zu 1,9GHz

GPU

* Imagination™ BXE-2-32/Dual-Core (2 Pixel pro Takt)

+ Taktfrequenz bis zu 80MHz

* Unterstitzt OpenGL® ES™ 3.2, OpenCL™ 3.0, EGL™ 1.5, Vulkan® 1.3, Android™ NN API tiber IMGDNN AP
SICHERHEIT

+ On-Chip 32Kbit Anti-Fuse OTP

+ Echter Zufallszahlengenerator

* DRM-Engine unterstitzt

* AES, DES, 3DES, SHA1/SHA2/MD5, RSA, ECC
AUDIO

+ TDM//PDM und DVFA Audio
* 8 bis 96/192kHz und SlotgréRRe 8/16/24/32Bit

SPEICHERSCHNITTSTELLEN

* DRAM 32Bit DDR4-2666 bis zu 8GB Speicherplatz
+ 4GB NAND 8 Bit Parallel SLC (64Bit ECC pro 2KB Daten)

PERIPHERIEGERATE

* Eine USB 3.0 Host-Schnittstelle und eine USB 2.0 On-The-Go (OTG)-Schnittstelle

+ Vier TWSI-2-Draht-Busse (12C-kompatibel) und zwei High-Speed-UART-Schnittstellen
+ Zwei SPI-Controller mit Unterstutzung flr bis zu vier Slave-Gerate pro Schnittstelle
+ 72Bit Pin-Shared GPIOs

* Rechteckige Tastaturmatrix-Steuerung mit bis zu 80 Tasten (8x10)

* 4 PWM und On-Chip-Temperatursensor

VIDEO-/DISPLAY-SCHNITTSTELLEN

+ MIPI Display Serial Interface (DSI) bis zu einer Bildschirmauflésung von 1080p60
+ RGB Digital Parallel Interface (DPI) / CPU-Display-Bus-Interface (DBI)

* RGB 16bpp (565), 18bpp (666) und 24bpp (888) Ausgangsformate

+ 1080p30 Bildschirmauflésung und Aktualisierungsrate

ETHERNET
+ 802.3 (G)MAC unterstitzt RGMII und RMII

+ 802.1 p/g-Tagging (VLAN) in der Hardware
+ IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) mit PPS-Ausgangssignal

IEEE 802.11 HAUPTMERKMALE

* TX und RX Low-Density Parity Check (LDPC) Unterstitzung fir verbesserte Reichweite und Energieeffizienz
+ Dual-Stream-Mehrfachnutzung (spatial multiplexing) bis zu einer Datenrate von 1200Mbps

+ 20/40/80MHz Kanale fur 5GHz und 6GHz Funk, sowie 20MHz Kanéle fir 2.4GHz Funk

+ Client MU-MIMO

| BLUETOOTH SCHLUSSELMERKMALE

+ Entspricht der Bluetooth Core-Spezifikation Version 5.3 mit Bestimmungen zur Unterstitzung kinftiger
Spezifikationen, Betrieb mit Bluetooth-Klasse 1 oder Klasse 2
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CFRIZIENT

Qualcomm Technologies stellt zwei
revolutionare loT-Bausteinfamilien vor

5y

t

e,

Qualcomm

Qualcomm Technologies, Inc. stellt zwei Wi-Fi loT-Bausteinfamilien vor, die im Hinblick auf Energieeinsparungen
und den integrierten Funktionen neue Moglichkeiten schaffen, loT-Gerate besonders leistungseffizient und
kompakt zu gestalten. Hierbei zielt die Qualcomm® QCC730 Familie mit seiner Wi-Fi4 Dual-Band Fahigkeit auf
extrem energiesensitive Batterieanwendungen ab, wodurch die herkémmlichen Laufzeiten um ein Vielfaches
verlangert werden. Die Qualcomm® QCC74x Familie wurde mit ihrem Tri-Radio Ansatz und ihren Multimedia-
Funktionen fur Anwendungen optimiert, bei denen hohe Multifunktionalitat in kleinstem Formfaktor gefordert
werden, denn die QCC74x Bausteine sind wahre Alleskdnner.

QCC/30

Bis zu 88% Energieeinsparung

Wi-Fi4, Dual-Band

Der neue loT Wi-Fi4 SoC QCC730 bietet durch
den neuen 22nm Ultra-Low-Leackage (ULL) Pro-
zess von TSMC und ein von Qualcomm Techno-
logies neu entwickeltes Energiemanagement
Stromeinsparungen von bis zu 88% gegenuber
friheren loT-Produkten aus dem eigenen Hause.
Somit werden Batterielaufzeiten deutlich verlan-
gert, wie sie in Anwendungen bei Funkkameras,
Video-Turklingeln, Turschléssern, Sensoren,
Smart Buildings und Smart Tags zunehmend ge-

fordert werden.
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Der QCC730 basiert auf einem Arm® Cortex®-M4F-
Prozessor, der mit 60MHz getaktet wird und Gber
einen Zugriff auf 1,5MB RRAM (NVM) und 640KB
SRAM verfligt. RRAM wird als Resistive Random
Access Memory bezeichnet, also einen nichtflich-
tigen elektronischen RAM-Speichertyp, der durch
Anderung des elektrischen Widerstandes eines
schwach leitfahigen Dielektrikums Informationen
speichert. Von den 1,5MB stehen 640KB fur die
Anwendung zur Verfugung. Uber die integrierte
QSPI-Schnittstelle lasst sich der nichtfliichtige Spei-
cherraum jedoch durch XiP (eXecute in Place) er-
weitern. Die XiP-Technologie ermdglicht dem Pro-
zessor die Ausfihrung vom Programmcode direkt
von einem externen seriellen Flash-Speicher, oh-

ne den Code vorher in den RAM zu kopieren.

Der TCP/IP-Stack lauft auf dem M4F-Prozessor.
Layer 2 (MAC) und Layer 1 (PHY) sind als dedizier-
te Hardware ausgelegt und untersttitzen Wi-Fi4
im Dual-Band Mode (1x1DB, 2,4GHz und 5GHz).
Um die Verlustleistung auch im Funkbetrieb mog-
lichst gering zu halten, wird die Performance des
Transceivers auf HT20 und MCS3 (Modulation

Coding Scheme) gedrosselt, wodurch die Uber-

tragungsbandbreite auf 20MHz beschrankt ist
und maximal nur eine 16-QAM Symbolmodula-
tion und eine Coding Rate %2 erlaubt sind. Mit die-
sen Parametern ergibt sich ein maximaler TCP/
UDP-Datendurchsatz von 16/23Mbps, was fur
die oben genannten loT-Anwendungen mehr als
genug sein durfte. AuBerdem begunstigt MCS 3

im Vergleich zu héheren Indizes bezlglich der

©AdobeStock/mh.desing:
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QCC-730

SNR und RSSI-Empfindlichkeit eine wesentlich ro-
bustere Ubertragung, was eine héhere Zuverls-
sigkeit, Reichweite und Sicherheit nach sich zieht.
Um dem Thema Sicherheit einer h6heren Bedeu-
tung zu schenken, wurden samtliche Sicherheits-
algorithmen als dedizierte HW realisiert, nicht zu-
letzt auch, um deren Ausfiihrungen zu beschleu-
nigen und Energie einzusparen. Hierzu zahlen
unter anderem Secure Boot, Secure Storage und
Trusted Execution Environment (TEE).

2.4GHz Antenna

<<<I>>>

iPA (1.8V)

Radio Front Amplifier (RFA)

ADC/DAC Phase-Locked Loops (PLL) XTAL  m—

Qualcoman

Dem Anwender stehen bis zu 15 GPIOs zur Ver-
fugung, wobei durch einen Multiplexer verschie-
dene serielle Schnittstellen wie SPI, QSPI, 1I2C und
UART den GPIOs frei zugeordnet werden kénnen.
Der QCC730 kann im Hostless- und Hosted-Mo-
dus verwendet werden. Hostless bedeutet, dass
keine externe Intelligenz oder Speicher zusatzlich
bendtigt wird. Die Anwendung lauft direkt auf
dem Baustein. Als Betriebssystem steht Free-
RTOS zur Verfugung. QCC730 kann den Hosted-

5GHz Antenna

(((F))

38.4MHz

802.11 MAC

1x1 2.4/5GH:; .11b/g/n (WLAN)
HT20 MCS~3 AMPDU

CPR Sensor

General-Purpose
DMA Channel (x2)

1.5MB
On-chip
RRAM
(600KB App)

Micro-
controller
60MHz

Computing Subsystem (CSS)

Vbatt

Power (1.8~3.6V)

Management
Unit (PMU)

640KB
On-chip
SRAM
(260KB App)

Security

Symmetrical/Asymmetric Hardware Crypto Accelerator

Key Deviation Function [l Public Key Acceleration

m SHA-1 SHA-256 HMAC
"

Advanced Power Management

Always-ON (AON)

Neutrino Power Sequencer (NPS)

Periperhal Subsystem (PSS)

/0 15x GPIO (muxed)

(3.31/1.8V)

SPI QSPI 12C UART

QCC-730 Blockdiagramm

PTA
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Modus unterstitzen, es gibt jedoch zwei Arten
vom Hosted-Modus: Radio Co-Processor (RCP)
und Network Co-Processor (NCP). Im Hosted-
RCP-Modus befinden sich die Benutzeranwen-
dung und der vollstandige Funkstack auf dem ex-
ternen Host, wahrend im Hosted-NCP-Modus
der Funkstack weiterhin auf dem QCC730 bleibt
und nur die Benutzeranwendung vom externen

Host ausgefuhrt wird.

Das Gerat wird in einem 3,3%x3,58x0,55mm,
0,35mm Pitch, 90-Ball WLCSP-Gehause ange-

boten.

QCC/74x

Tri-Radio + Multimedia

[Wi-Fi6] + [Bluetooth/BLE 5.3] +
[OpenThread 1.3/ZigBee 3.0]
Gegenuber der QCC730 Familie, geht die QCC740
Familie noch einen Schritt weiter und bietet ne-
ben Wi-Fi6 auch Bluetooth 5.3 Qualifikationen
und IEEE 802.15.4 (Zigbee, Thread). Im Gegensatz

zu herkdémmlichen Tri-Radio-Kombinations-Chip-

20242 | 11




2.4GHz Antenna
(<<]>>>

Radio Front Amplifier (RFA)

1x1 2.4GHz Wi-Fi6
802.11b/g/n/ax
MCS9 HT20/HT40

BR/ER
2M, 3M

Audio
ADC PSRAM
(MIC, SNR >95dB) 4/8/16MB
SP opti
DAC sar

(SPK, SNR >95dB)
8/12/16/22.5/24/
32/44.2/48KHz

Symmetric: AES-CBC/CCM/GCM/XT S
True Random Numer Generation (TRNG)

Flash 8MB
(SP option)

Security

Interface
35x GPIO (muxed)

Serial Flash SD/MMC SDIO 2.0

2x12C 2x UART (5V) 4x PWM

RMII(10/100M) = CAN (1SO11898) = 12x 12b/16bADC

2.4GHz BT/BLE
Bluetooth 5.3 dual mode

LE PHY/Coded PHY

Processor & Memory

32-Bit RISC-V
FPU + DSP
325MHz

I-Cache | D-Cache
32KB 16KB

2.4GHz 802.15.4
IEEE 802.15.4-2015

2M, 1M, ZigBee

500k, 125k

Video

MotionJPE G
Encoding

SRAM 484KB
(4KB cache)
ROM 128KB
eFuse 4KB
OTP1/2/4KB

Display Interface
(DBI Type B/C)

Camera Interface
(DVP)

Hash: MD5/SHA-1/224/256/384/512

QSPI XiP On-The-Fly AES Decryption (OFTAD)

TrustZone Equivalent

Public Key Acceleration

QsPI SPI I£S]

DvP DBI (Type B/C) IR Remote

2x 12bDAC ACOMP JTAG

USB 2.0 OTG (High-Speed 380Mbps)

QCC-74x Blockdiagramm

satzen auf dem Markt, wird die neue QCC74x Fa-
milie mit einer breiten Palette an On-Chip-Funk-
tionen angeboten, einschlieBlich eines leistungs-
starken 32-Bit-RISC-V-Prozessors (FPU + DSP) mit
bis zu 325MHz, 48KB Cache, 484KB SRAM und
128KB ROM, sowie optional 4/8/16MB pSRAM
und 8MB NOR-Flash im System-in-Package (SiP).
AuBerdem bietet die neue Bausteinfamilie Mul-
timedia-Funktionen wie Audio-/Videocodecs und
Schnittstellen sowie 35-fach gemultiplexte GPIOs,
die zahlreiche digitale aber auch analoge Schnitt-

snr g age e

QCC-74x
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stellen unterstitzen wie zB QSPI, SDIO, SD-Karte,
SPI, UART, 12C, 12S, PWM, 12bit ADC, 12bit DAC,
ACOMP, IR Remote, RMII (10/100 Ethernet), CAN
(1ISO 11898).

Die integrierte Sicherheits-Engine unterstitzt zu-
dem zahlreiche Sicherheitsdienste wie zB Secure
Boot/Debug, Hash, AES, True Random Number
Generation (TRNG), Trusted Execution Environ-
ment (TEE), On-the-Fly AES Decryption (OTFAD)
und Public Key Accelerators.

-"\\-‘_'_-J

Dieser All-in-One-Design Ansatz und die daraus
resultierenden Funktionen machen diese Bau-
steinfamilie zu einer attraktiven Wahl fir Anwen-
dungen, bei denen hohe Leistung und Sicherheit
bei gleichzeitig reduzierten Kosten gefordert wer-
den, wie zB bei Smart Appliances, Industrial IoT,
Smart Home Gerate, Medizingerate und loT-

Hubs/Gateways.

Um moglichst vielen dieser Anwendungen ge-
recht zu werden, bietet Qualcomm Technologies
verschiedene Ausfuhrungen, die sich durch fol-

gende Eigenschaften unterscheiden:

Gehause: [QFN-56, 7x7x0,85mm, 0,4mm pitch]
oder [QFN-40, 5x5x0,85mm, 0,4mm pitch]
pSRAM: 0/4/8/16MB

Flash: 0/4/8MB

Temperaturbereich: -40 bis +105°C

(ohne eingebetteten Speicher) oder

-40 bis +85°C (mit eingebettetem Speicher)

Samples sind in unserem Lager vorratig und kon-
nen im CODICO Sample Shop bestellt werden.

Qualcomm-Produkte sind Produkte der Qual-

comm Technologies, Inc. und/oder ihrer Tochter-

™ André Ehlert, +49 89 1301 438 11

andre.ehlert@codico.com

gesellschaften.

©AdobeStock/Dmitry
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ie neuen Wi-Fi7-Module WLE7002E25D und
WLT7002E25D-E von COMPEX basieren auf
den Funkchipsatzen QCN6224 und QCN9274-|
der Waikiki-Serie von Qualcommm und unterstit-
zen MU-MIMO 2x2 auf 2,4GHz und 5GHz im DBS

(Dual Band Simultaneous) Mode.

Hauptmerkmale

DBS-Betrieb: Unterstutzt gleichzeitig die
Bander 2,4GHz und 5GHz

Formfaktor mit StandardgroRe: Einfache

Integration in bestehende Systeme durch
Mini-PCle oder M.2 Schnittstelle tGber PCle 3.0
MLO (Multi-Link Operation): Erhéht den

Durchsatz, senkt die Latenzzeit und
verbessert die Zuverlassigkeit

Diplexer-Design: Kombiniert die 2,4GHz-

Lisnsansmannss

und 5GHz-Signale zu einer einzigen Dual-
Band-Antenne, wodurch die Anzahl der
'I Antennen von 4 auf 2 reduziert wird

| - i - . - Open Source Ath12k Unterstiitzung:

Kompatibel mit Qualcomm- und Drittanbieter-
: Plattformen wie zB Marvell, NXP und

: N x86-Plattformen

C'OIVI'_F;EX stellt neue
DBS Module vor

Industrieller Temperaturbereich: -40 bis 85°C

a
\Andre’ Ehlert, +49 89 1301 438 11
andre.ehlert@codico.com

®
—_— ——

MODEL WLE7002E25D WLE7002E25D-1 WLT7002E25D-E WLT7002E25DE-|
ORDERING ITEM CODE WLE7002E25D 7A0624XN-TE WLE7002E25D 7B0974XN-I-TE WLTE7002E25D 7A0624XN WLTE7002E25D 7B0974XN-TE

| e

QCN-6224-0-MSP264-TR-01
PCle 3.0, miniPCle

ath12k

From 5.4.213 upward

No available

Wi-Fi7

2.4GHz & 5GHz, DBS

MU 2x2

Yes

2.4GHz@20dBm, 5GHz@20dBm
TBD

128

2x U.FL

3.3V

-20°C to 70°C

30x50.8x13

WKO03.2

QCN-9274-1-MSP264-TR-01-0-01
PCle 3.0, miniPCle

ath12k

From 5.4.213 upward

No available

Wi-Fi7

2.4GHz & 5GHz, DBS

MU 2x2

Yes

2.4GHz@20dBm, 5GHz@20dBm
TBD

512

2x U.FL

3.3V

-40°C to 85°C

30%50.8x13

WKO03.2

QCN-6224-0-MSP264-TR-01
PCle 3.0, M.2 E Key

ath12k

From 5.4.213 upward

No available

Wi-Fi7

2.4GHz & 5GHz, DBS

MU 2x2

Yes

2.4GHz@20dBm, 5GHz@20dBm
TBD

128

2x U.FL

3.3V

-20°C to 70°C

30%x52x13

WK03.2

QCN-9274-1-MSP264-TR-01-0-01
PCle 3.0, M.2 E Key

ath12k

From 5.4.213 upward

No available

Wi-Fi7

2.4GHz & 5GHz, DBS

MU 2x2

Yes

2.4GHz@20dBm, 5GHz@20dBm
TBD

512

2x U.FL

3.3V

-40°C to 85°C

30x52x13

WKO03.2

2024:2 | 13
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ROBOTIK -

Die Entwicklungskits RB3 Gen 2 & RB3 Gen 2 Lite

Qualcomm Technologies' neueste Veroffentlichungen, die Entwicklungs-
kits Qualcomm RB3 Gen 2 und Qualcomm RB3 Gen 2 Lite, bieten hoch-
moderne Kl-Leistung fur langlebige Industrie- und Robotikanwendungen.

ie neu veroffentlichten Entwicklungskits
DQuaIcomm® RB3 Gen 2 und Qualcomm®
RB3 Gen 2 Lite stellen bedeutende Fortschritte
flr die Industrie dar. Diese Kits bieten ein umfas-
sendes Paket aus Hardware und Software, das
von Qualcomm Technologies bereitgestellt wird,
um es den Kunden zu erméglichen, schnell und
einfach innovative neue Produkte zu entwickeln,
die auf energieeffiziente Edge-KI-Anwendungen
und branchenfiihrende Leistung setzen. Die
Qualcomm RB3 Gen 2-Kits basieren auf den hoch-
integrierten Prozessoren Qualcomm® QCS6490
und Qualcomm® QCS5430 von Qualcomm Tech-
nologies, die Integration und Leistung fur batte-
riebetriebene Handhelds, Tablets, Edge-Boxen

und andere Edge-KI-Anwendungen bieten.

In diesem Artikel werden wir zunachst die Qual-
comm RB3 Gen 2 Entwicklungskits detailliert aus
der Perspektive der Hardware und der unterstut-
zenden Software beschreiben. AnschlieBend wer-
den wir die Fahigkeiten der Qualcomm® Prozes-
soren und die untersttitzenden Softwarekompo-
nenten untersuchen, die diese spannenden neu-
en Entwicklungskits von Qualcomm Technologies
erganzen.

1. WYL Damara
2. Wrseh MaInasieeg

.} T

B IESSTT Hage
Aa3ohunen
I T

T, Carmemn g Prprhas

B 2ol Pyl
Bf odule]

Abbildung 1: Qualcomm RB3 Gen2 und
Qualcomm RB3 Gen2 Lite Entwicklungskit Ubersicht
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Zunachst werfen wir einen Blick auf die Entwick-
lungskits (Abbildung 1 und 2).

Die Hardware-Entwicklungskits Qualcomm RB3
Gen 2 und Qualcomm RB3 Gen 2 Lite entsprechen
der offenen Hardware-Spezifikation von 96Boards.

usB

RAM Flash Wi-Fi/
——————»
el Networking 2.5GB
g § IX Connector [l Ethernet Qualcomm
| § Networking [ I 10 GB QCS6490
oz IX Connector Ethernet

High-Resolution
C/D-PHY
Cameras

HDMI 4K Display SD Card/ Automotive |l USB 3.1 HUB
Display “ HDMI sbio CAN Bus (2 ports)
Networking Gigabit DSI/CSI IMU & single USB-C w/
RJ45 Connector [Nl Expansion microphone alt mode

Pl 1x High-Resolution
Main Camera High-Speed Low-Speed
d Expansion Expansion

Included with
Vision Ki

1x Low-Resolution
Tracking Camera
More High or Low-

Resolution Cameras

52 - Camera Sensors
c

s GMSL2 5 CSI(4L) IMU/Pressure/
| § Cameras D-PHY Magnetometer
o<

TOF
(Time-of-Flight)

Qualcomm RB3 Gen 2 Vision Kit
Qualcomm RB3 Gen 2 Core Kit

QCS6490 SoM + Interposer

Board-to-Board
Connections

§

Qualcomm RBx Development Kit Mainboard

2x Wi-Fi/BT GP10O/12C/ 2x PCle Debug
Antennas UART/SPI (L) usB

Qualcomm RBx Vision Mezzanine

2x
— B

External
Antenna

I

—»

—

>

cDePth High-Speed Low-Speed
amera . "
Expansion Expansion

! 3

Other optional mezzanine boards

! 3

High-Speed
Expansion

Low-Speed
Expansion

Abbildung 2: Architektonisches Blockdiagramm von Qualcomm RB3 Gen2 und Qualcomm RB3 Gen2 Lite
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Display

usB
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usB
Attachments
or DP Display



Das bedeutet, dass sie als eine Sammlung von
gestapelten, miteinander verbundenen Mezza-
nine-Boards konzipiert wurden. Die Hardware in
den Qualcomm RB3 Gen 2 und Qualcomm RB3
Gen 2 Lite Kits besteht aus einer Hauptplatine,
die mit einem SOM und einer Interposer-Platine
verbunden ist. Diese Platine beherbergt den
QCS6490-Prozessor im Qualcomm RB3 Gen 2
und den QCS5430-Prozessor im Qualcomm RB3
Gen 2 Lite. Die Leistungsfahigkeit und die Unter-
schiede der Prozessoren werden spater in die-
sem Artikel behandelt.

Das SOM enthalt weitere wichtige Komponenten
wie die Stromversorgung, RAM- und Flash-Spei-
cher sowie leistungsstarke und drahtlose Kon-
nektivitat. Zusatzlich wird ein Vision-Mezzanine
bereitgestellt, das zwei vorintegrierte Kameras
umfasst: eine hochauflésende Kamera basierend
auf dem Sony IMX577 Bildsensor und fuir Robo-
tik-Anwendungen gibt es eine Unterstttzung fur
5G auf einem Mezzanine fir mobile Konnektivi-
tat. AuRBerdem gibt es ein Sensor-Mezzanine, das
Unterstutzung fur IMU, Magnetometer, Druck-
sensoren und Mikrofone fiir Audioanwendungen

bietet. Die 5G- und Sensor-Mezzanine sind nicht

AKTIVE BAUELEMENTE | IMPULSE

Qualcomme® Linux®
Software Architecture

Multimedia

Applications

SDKs

“

Graphics

Abbildung 3: Qualcomm Linux-Pakettibersicht
- ' § i]

|

standardmaRig enthalten und mussen separat

bestellt werden. Um den Kunden die Produktent-
wicklung zu beschleunigen, stehen die Entwurfs-
dateien fur die Qualcomm RB3 Gen 2 und Qual-
comm RB3 Gen 2 Lite auch auf Qualcomm.com
zur Verflgung.

Sowohl das Qualcomm RB3 Gen 2 als auch das
Qualcomm RB3 Gen 2 Lite werden als Vision Kits
und Core Kits angeboten. Die folgende Tabelle
zeigt die Unterschiede zwischen den beiden.

Mainboard mit Mainboard mit
SOM + Interposer SOM + Interposer

12V Netzteil 12V Netzteil

USB-C Kabel USB-C Kabel

Mini-Lautsprecher Mini-Lautsprecher

Montagehalterung fur
Vision Mezzanine

Vision Mezzanine
(Beinhaltet IMX577 +
0V9282 Sensoren)

Die Funktionen der Qualcomm RB3 Gen 2 und
Qualcomm RB3 Gen 2 Lite Entwicklungskits wer-
den durch ein umfassendes und detailliert doku-

mentiertes Set von Werkzeugen und SDKs unter-

Bootloader Hypervisor
Yocto .
N ML Bluetooth Securit

Project v User

Space
Drivers
Kernel
Space
Linux Kernel
Non-HLOS
QualcommSoC Hardware

stUtzt. Diese sind in eine LTS Yocto-Linux-Distri-
bution integriert, die als Qualcomm® Linux® Soft-
ware-Stack bekannt ist. Das Qualcomm Linux ba-
siert auf einem LTS-Kernel, was bedeutet, dass
Entwickler Uber die gesamte Lebensdauer indu-
strieller Gerate hinweg Software-Support fur Si-
cherheitsupdates und Fehlerbehebungen erhal-
ten (siehe Abbildung 3).

Basierend auf dem Yocto-Linux-Betriebssystem
und der Middleware hat Qualcomm Technolo-
gies eine Reihe spezialisierter Produkt- und Funk-
tions-SDKs integriert, um Ingenieuren die voll-
standige Nutzung der Funktionen und Leistung
der Qualcomm RB3 Gen 2 und Qualcomm RB3
Gen 2 Lite Kits zu ermdoglichen. Eine kurze Zu-
sammenfassung der SDKs finden Sie unten.

PRODUKT-SDKs

Dieses SDK ist darauf aus-
gerichtet, die Kamera-, Video-
und KI-Funktionen der
QCS6490- und QCS5430-
SoCs bereitzustellen

Qualcomm® Intelligent
Multimedia Product SDK

Dieses SDK bietet Unterstit-
zung fur ROS und VSLAM auf
den QCS6490- und QCS5430-
Prozessoren fiir Robotikan-
wendungen

Qualcomm® Intelligent
Robotics Product SDK

FUNKTIONS-SDKs

Werkzeuge und eine Umge-
bung zur Ausfiihrung tiefer
neuronaler Netze

Qualcomm® Neural
Processing SDK

APl und modulare
Beschleunigerbibliotheken
zur Unterstltzung der
KI-Softwareentwicklung

Qualcomm® Al Engine
Direct SDK

Bereitstellung von hardware-
beschleunigten Plugins fur
Kamera-, Video- und Grafik-
anwendungen

Qualcomm Intelligent
Multimedia SDK

Bereitstellung von funktiona-
len Robot Operating System
(ROS)-Knoten

Qualcomm Intelligent
Robotics SDK

2024:2 | 15



Eine weitere wichtige Software-Ressource flr die
Qualcomm® RB3 Gen 2 und Qualcomm® RB3
Gen 2 Lite Kits ist das Qualcomm® Al Hub. Diese
Plattform wurde entwickelt, um die Entwicklung
und Bereitstellung von KI-Anwendungen direkt
auf Geraten, die von Qualcomm-Technologien-
Prozessoren betrieben werden, zu vereinfachen.
Sie bietet eine Sammlung von voroptimierten Kl-
Modellen und -Werkzeugen, die Entwicklern hel-
fen, effiziente und leistungsstarke KI-Losungen
zu erstellen. Das Qualcomm Al Hub stellt eine

Vielzahl von hochmodernen maschinellen Lern-
modellen bereit, die fiir spezifische Aufgaben wie
Bildverarbeitung, Sprachverarbeitung und nattr-
liche Sprachverarbeitung optimiert sind. Diese
Modelle sind auf Leistung und Effizienz auf Ge-
raten mit Qualcomm® Technologie abgestimmt.
Die Plattform vereinfacht den Entwicklungspro-
zess, indem sie Werkzeuge und Ressourcen be-
reitstellt, um KI-Modelle fir verschiedene Qual-
comm-Technologie-Prozessoren zu konvertieren

und zu optimieren. Dies spart Entwicklern Zeit

Qualcomm RB3 Gen 2 Qualcomm RB3 Gen 2 Lite

QCS6490

Purpose-built with support for multi-OS and Wi-Fi6E,
powerful connections and reduced latency,
accelerated Al and expanded interfaces for loT
industrial and commercial use cases.

CPU

1xA78@2.7GHz

{0

3xA78@2.4GHz
4xA55@19GHz

GPU

A643@812MHZ

(MH3.0 95+ fps)
Al-cDSP

2xHVX 4K-HMX 1.45GHz

(12.15 INT8 TOPS)

NN

Display
FHD+ 144Hz
Camera

r u

3x22MP/36 + 22 MP 30
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QCs5430

Built to support Wi-Fi6E for premium connectivity,
high-level performance, and edge-Al-powered
camera capabilities with the option to upgrade
features over-the-air via software now or later,
according to your product needs.

CPU

2xA78@2.1GHz

{of

4xA55@1.8GHz

GPU

A642L@315MHZ
(MH3.0 45-48fps)
Al-cDSP

% 2xHVX 2K-HMX 912MHz
(~3.5 INT8 TOPS)
Display

@ FHD+ 120Hz

-_ - Camera

2x22MP30 + 2IFE-lite

und Aufwand, indem voroptimierte Modelle und
Entwicklungswerkzeuge genutzt werden. Die
Qualcomm Al Hub-Modelle sind darauf ausge-
legt, effizient auf Geraten mit Qualcomm-Tech-
nologie zu laufen und bieten optimale Leistung
und Batterielebensdauer. Zusammenfassend
zielt das Qualcomm Al Hub darauf ab, Entwick-
lern zu helfen, innovative KI-Anwendungen zu er-
stellen, die die Fahigkeiten von Geraten, die von
Qualcomm-Technologie betrieben werden, voll

ausnutzen.

Die Leistung der Qualcomm RB3 Gen 2 und Qual-
comm RB3 Gen 2 Lite Entwicklungskits basiert
auf den Prozessoren von Qualcomm Technolo-
gies, die diese Kits antreiben. Lassen Sie uns die
wesentlichen Unterschiede zwischen den
QCS6490 und QCS5430 sowie die Vorteile dieser
SoCs betrachten (siehe nebenstehende Tabelle).

Die QCS6490 und QCS5430 sind Pin-kompatible
Prozessoren, die unterschiedliche Segmente und
Produkte in der loT-Branche ansprechen. Wie
oben dargestellt, liegen die wesentlichen Lei-
stungsunterschiede in den Bereichen CPU, Kl
und Kamera-ISP. Die Architektur ist bei beiden
Geréaten identisch, was bedeutet, dass Kunden
ihre Hardware- und Software-Investitionen Uber
beide Gerate hinweg flr verschiedene Produkte
nutzen kénnen.

Der QCS5430 bietet zusatzliche Vorteile in Form

von Funktionspaketen, die schrittweise Leistungs-
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FP1

Comes pre-loaded on the RB3

Gen 2 Lite Development Kits.

Good for retail point of sale,
ECR, panels, and Kiosks.

steigerungen in den Bereichen CPU und Kl er-
moglichen. Dies ist besonders nutzlich fur Kun-
den, deren Anwendungen zusatzlichen Rechen-
bedarf haben, aber nicht den Wechsel zum
QCS6490 rechtfertigen. Ingenieure kénnen die
folgenden Funktionspakete tber einen Evaluie-
rungsschlissel testen.

Provides increased CPU
capabilities. Mid-tier option for
Industrial handhelds and dash

FP2 FP2.5

cameras. use cases.

Qualcomm®-Markenprodukte sind Produkte der
Qualcomm Technologies, Inc. und/oder ihrer
Tochtergesellschaften. Die eingetragene Marke
Linux® wird gemaf3 einer Unterlizenz von der Li-
nux Foundation verwendet, dem exklusiven Li-

zenznehmer von Linus Torvalds, dem weltweiten

Inhaber der Marke.

<2 ROS2 Robotics Neural Al Engine Intelligent TFlite
a Navigation Vision Processing direct Mulitmedia
Robotics Product QIM Product

Display Audio Video Camera | Graphics | AI/ML Wi-Fi BT
[
H Gstreamer Al, CV and Multimedia Plugins (intelligent Mulitmedia SKD) WPA-S
&
3l Wayland [JPulseAudio Camera TFlite WPA-CLI
5 Weston UMD

tinyalsa

tiny-
compress

Audio
Reach

Kernel Space

Hardware

Abbildung 4: Linux Architektur

Neural

Hostapd
Processing

Modem

Wi-Fi Diag
& Utilites

Modem

Al Engine Manager

direct

tftpserver

Kernel Platform, Multimedia, Connectivity, Security, and Peripheral drivers

Linux Kernel

Firmware

Qualcomm SoC

Mid- to high-Tier option for
Al/Edge box, Surveillance,
Robotics, and Drone controller

GP + TEE
comm
User data
protection
Crypto +
key mgmt.
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FP3

Highest Al capabilities for
premium perfomance. Ideal for
Al/Edge box, Surveillance, Robotics,
and Drone controlleruse cases
with increased Al needs.

Bitte wenden Sie sich an CODICO, um weitere In-
formationen zu erhalten.

an

™ Thomas Carmody, +43 1 86305 362

thomas.carmody@codico.com

Security Other

Docker,
Containers
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OpenCV
FastRPC
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VEESS

OTA
edge

service QRTR

Bootloader

sytemd-
boot
UEFI

Hypervisor

Gunyah
Hypervisor|
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VPM54322

FPGAs: Gleichgewicht zwischen Effizienz, E/A-

Spannungsbereich, Spannungstoleranz & Grolie

Die steigende Nachfrage nach Telekommunikationssystemen, Daten-
speichern und feldprogrammierbaren Gate-Arrays (FPGAs) hat die
Komplexitat und die Anforderungen an die Stromversorgung erhoht,
insbesondere bei Spannungsreglern (VRs). Die meisten Bereiche der
VR-Anwendungen erfordern ein Gleichgewicht zwischen Effizienz,
E/A-Spannungsbereich, Spannungstoleranz und GréRe. Es ist entschei-
dend, die Anforderungen der FPGA-Stromschienen zu erftllen und
gleichzeitig eine prazise Spannungssteuerung zu gewahrleisten.

it der zunehmenden Anzahl von Strom-
IVI schienen mussen die Entwickler Lésungen
sowohl fiir Hochstrom- als auch fir Niederstrom-
schienen finden. Mehrphasige Stromversorgun-
gen ermoglichen eine héhere Stromabgabe bei
geringeren Anforderungen an die GréRe der In-
duktivitat und Stromversorgungen mit mehreren
Ausgangen ermoglichen es Entwicklern, meh-
rere FPGA-Schienen mit einem einzigen IC zu ver-
sorgen. Auf diese Weise konnen die Entwickler
alle modernen Anforderungen an die Stromver-
sorgung erflllen und gleichzeitig den Platzbedarf
auf der Leiterplatte verringern und das Design

vereinfachen.
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In diesem Artikel wird die Verwendung einer
Stromversorgung mit mehreren Ausgangen eror-
tert, um die Anforderungen an die FPGA-Strom-
schiene mit dem MPM54322, einem Power-Mo-
dul mit zwei Ausgangen, zu erfillen. Zu den wich-
tigsten Uberlegungen fiir die Stromversorgung von
FPGAs gehoren die Regulierung der Spannungs-
schiene sowie das ordnungsgemafie Starten und
sichere Abschalten der FPGA-Stromschienen.

FPGA-Spannungsschienenregelung
Lasttransienten & Spannungswelligkeit
Moderne feldprogrammierbare Gate-Array-Sy-

steme erfordern eine gréBere Anzahl von Strom-

schienen mit unterschiedlichen Spannungs- und
Stromanforderungen. Fortschrittliche FPGA-De-
signs bendtigen oft bis zu acht Stromschienen, ab-
hangig von den Eigenschaften des FPGAs, wie zB
Double Data Rate (DDR) Speicher, Hochgeschwin-
digkeits-Transceiver oder andere Peripheriegerate.
Die meisten FPGA-basierten Systeme werden mit
einem 12V-Bus versorgt, und die erforderlichen
Spannungen der verschiedenen FPGA-Stromschie-
nen variieren zwischen 0,65V und 3,3V.

Die Toleranz der Spannungswelligkeit ist das
Hauptziel bei der Entwicklung von Stromversor-
gungen und eine der strengsten Vorschriften fur
die Stromversorgung von FPGAs. Die Toleranz
wird im Datenblatt des Herstellers angegeben,
aber im Allgemeinen darf die Spannungswellig-
keit £3% der Nennspannung oder +30mV nicht

Uberschreiten.

Wie komplex es ist, solche Anforderungen zu er-
flllen, zeigt ein Lasttransiententest, der mit dem
MPM54322, einem Leistungsmodul mit 3A und

©AdobeStock/Ben iy
; j
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Abbildung 1: 0A bis 1,5A Lasttransiente mit Slammer-Last

zwei Ausgangen, durchgefihrt wurde. Um das
Verhalten des FPGAs besser nachzuahmen, wur-
den Transienten mit einem Load Slammer er-
zeugt, der Lastschritte mit sehr hohen Anstiegs-
geschwindigkeiten von bis zu 130A/ps durch-
fahrt.

Beim Lasttransiententest steigt die Last von 0A
auf 1,5A an und wird von einem der 3A-Ausgange
des Moduls gespeist. Dieser Test wurde mit einer
Eingangsspannung (Vin) von 12V und einer Aus-
gangsspannung (Vout) von 0,85V durchgefihrt,
um die gangigsten Kernstromschienen moder-

ner FPGA-Designs zu simulieren (Abbildung 1).

Der Lasttransiententest zeigt eine ausgezeichne-
te Transientenreaktion mit £22,5mV Spannungs-
spitzen wéhrend der 130A/ps Ubergénge. Dar-

0s 40ps  80ps  120ps

Uber hinaus liegt die Spannungswelligkeit der
Ausgangsspannung dank der adaptiven COT-
Steuerung (Constant-On-Time) von MPS inner-
halb der Toleranzanforderungen der FPGA-Kern-
schiene. Durch die Verwendung der COT-Steue-
rung liefert das Netzteil die erforderliche Energie
viel schneller an die Last als die herkémmliche
Spitzenstromregelung. Infolgedessen kann eine
stabile Spannung wahrend Leistungstransienten
stabil gehalten werden, ohne dass eine hohe Aus-
gangskapazitat erforderlich ist.

Sequenzierung beim
Ein- und Ausschalten
Feldprogrammierbare Gate-Array-Anwendungen
haben mehrere Stromschienen, die mit mehreren
Spannungsreglern verbunden sind. Wahrend des
Hochfahrens des Boards muss eine bestimmte

2l V.
’ISV rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1V ,,,,:,,,,: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
500mV. —— ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ov ‘ ‘
-
-
. Vb-- e s b e
500m .:-'
-1V .._0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
. . . &
15V |- - Wep AV - - .. ... B
2V ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- -
1. 2
2.5V L
-18.65ms -8.65ms 1.35ms 11.35ms 21.35ms 31.35ms

Abbildung 2: Anfahrsequenz mit zwei unabhdngigen Schienen

AKTIVE BAUELEMENTE | IMPULSE

Reihenfolge fur das Hochfahren der Schienen
eingehalten werden um die Systemeffizienz zu
optimieren und Anlaufstromspitzen zu minimie-
ren. Die Implementierung eines Sequencers ist
jedoch moglicherweise keine praktikable Option,
da der Platz auf der Leiterplatte sehr begrenzt
sein kann. Leistungsmodule mit mehreren Aus-
gangen, wie das MPM54322, verwenden die von
MPS patentierte FLEX-Timer-Sequenzsteuerung,
die eine genaue Steuerung der Ein- und Aus-
schaltzeiten aller VRs ohne Sequencer erméglicht.

Sicherstellung eines ordnungsge-
mal3en Starts: Soft-Start-Steuerung
Soft-Start (SS) ist eine wichtige Voraussetzung fur
FPGA-Stromschienen, um einen zuverlassigen
Start zu gewahrleisten und mogliche Schaden
am Gerat zu verhindern. Diese Funktion ist in
Spannungsreglern implementiert, die die Vour-
Anstiegszeit wahrend des Starts steuern. Dies ist
aufgrund der grof3en kapazitiven Last auf den
Stromschienen besonders wichtig fiir FPGA-De-
signs. Ohne SS kann der Einschaltstrom wahrend
des Hochfahrens sehr hoch sein, was zu einem
Spannungsabfall an der Eingangsversorgung
und zur Beschadigung des FPGAs oder anderer

Komponenten fuhren kann.

Die meisten FPGA-Hersteller geben fiir ihre Ge-
rate eine SS-Zeit (tss) von etwa 10ms an. Durch
die schrittweise Erh6hung der Spannung mit tss
wird der Einschaltstrom begrenzt und eine gleich-
maRige Startsequenz erreicht. Die Nichteinhal-
tung der SS-Anforderungen kann zu verschiede-
nen Problemen flhren, zB zu unzuverlassigem
oder nicht monotonem Hochfahren und méogli-
chen Schaden am FPGA.

Um einen zuverlassigen Betrieb zu gewahrlei-
sten, ist es entscheidend, VRs auszuwahlen,
die die vom FPGA-Anbieter festgelegten Soft-
Start-Anforderungen erfillen. Regler wie der
MPM54322 bieten ein einstellbares tss, das auf
die spezifischen Anforderungen des FPGA- und
Stromversorgungsdesigns abgestimmt werden
kann. Der MPM54322 kann eine tss von 1ms bis
zu 14ms in der Start-up-Sequenz haben (Abbil-
dung 2).

MPS-patentierte FLEX-Timer
Sequenzsteuerung

Der MPM54322 verwendet die FLEX-Timer-Se-
guenzsteuerung, um die Reihenfolge, in der die

verschiedenen Stromschienen aktiviert werden,
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CLK CLK

l

CLK l

CLK l

Abbildung 3: FLEX-Timer Sequence Control

besser zu steuern. Dieses Sequenzsteuerungs-
schema verwendet eine Master-Slave-Struktur,
bei der die Steuersignale aller Power-Manage-
ment-ICs (PMICs) zur Sequenzkoordination ver-
bunden sind (Abbildung 3).

Einer der PMICs ist als Master konfiguriert um
ein Taktsignal zu erzeugen, wahrend die anderen
PMICs als Slaves konfiguriert sind, die das Takt-
signal empfangen. Die Ein- und Ausschaltsequen-
zen aller Stromschienen werden durch das Takt-
signal synchronisiert.

Wenn das Steuersignal aktiviert wird, beginnt
die Startsequenz mit der Erzeugung der Taktaus-
gange durch den Master-PMIC und der Zahlung
des Taktsignals durch die Slave-PMICs. Fur jede
Stromschiene schaltet sich die Schiene ein, wenn
der gezahlte Taktsignalzyklus eine vordefinierte

Verzdgerung erreicht.

Sobald der Master-PMIC-Taktzyklus eine vorein-
gestellte Zahl erreicht und ein Statussignal an-
zeigt, dass alle aktivierten Stromschienen den
Soft-Start-Prozess abgeschlossen haben, stoppt
der Master-PMIC die Taktausgabe, und die An-

laufsequenz ist abgeschlossen.

Wenn wahrend der Abschaltung das Steuersignal
nicht vorhanden ist, beginnt der Master-PMIC
mit der Erzeugung der Taktausgange, und die Sla-
ve-PMICs zahlen das Taktsignal. Bei jeder Strom-
schiene schaltet diese sich aus sobald der gezahl-
te Taktsignalzyklus eine vordefinierte Verzoge-
rung erreicht. Wenn der Master-PMIC-Taktzyklus
die eingestellte Zahl erreicht, stoppt der Master-
PMIC die Taktausgabe, und die Abschaltsequenz
ist beendet.

I\

800mv
600mv
400mv

ov

- - C31'10V0UT2 “ ,,,,,,,,,,

-200mV

-240ms -200ms -160ms -120ms -80ms

Abbildung 4: Abschaltsequenz des MPM54322
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-40ms 0s 40ms  80ms 120ms

Dieses Sequenzsteuerungsschema ermoglicht ei-
nen synchronisierten und koordinierten Start-
und Abschaltprozess Gber mehrere Stromschie-
nen, die von verschiedenen PMICs verwaltet wer-
den, ohne dass ein Sequencer erforderlich ist.

Sicheres Herunterfahren

durch aktive Entladung

Vour -Spitzen kénnen das FPGA Uber die Strom-
schienen schwer beschadigen. Wenn die Last
plotzlich entfernt wird, kann die in den Ausgangs-
kondensatoren (Cour) gespeicherte Energie beim
Entladen hohe Spannungsspitzen verursachen.
Um diese Gefahren zu vermeiden, implementiert

der MPM54322 die aktive Entladung des Aus-
gangs.

Zweck der aktiven Entladung ist es, die Cour eines
PMICs schnell zu entladen, wenn die Last plotz-
lich entfernt wird oder die Stromversorgung aus-
geschaltet wird. Da FPGA-Leistungsmodule gro-
e Entkopplungskondensatoren fur die Stabilitat
und eine optimale Spannungsregelung verwen-
den, hilft die aktive Entladung dabei, diese Kon-
densatoren schnell zu entladen und Spannungs-
spitzen zu verhindern, wahrend die richtige Ab-
schaltsequenz und das richtige Timing beibehal-
ten werden.

Die aktive Entladung wird durchgefiihrt, wenn
das Bauteil deaktiviert ist und der Ausgang des
internen Digital-Analog-Wandlers (DAC) rampen-
formig abfallt. Vour fallt gleichmaRig mit der Re-
ferenzspannung ab. Wenn der DAC-Ausgang
850mV und 650mV erreicht, stoppt er bei diesen
Pegeln und das Soft-Shutdown wird abgeschlos-
sen. Der Ausgang entladt sich dann allmahlich
Uber die Ruckkopplungswiderstande. Abbildung
4 zeigt die Abschaltsequenz des MPM54322.

Vorstellung des MPM54322

MPS bietet eine groBe Auswahl an flexiblen und
skalierbaren Power-Modulen mit mehreren Aus-
gangen. Das MPM54322 ist ein 3A-Leistungsmo-
dul mit zwei Ausgangen, das zwei hocheffiziente
Abwarts-DC/DC-Wandler-ICs, einen Low-Dropout-
Regler (LDO) und passive Komponenten (ein-
schlie3lich zwei Induktivitaten fir die DC/DC-
Wandler) in einem einzigen umspritzten Gehause
integriert. Die beiden Ausgange des MPM54322
konnen separat verwendet werden, um die bei-
den unabhangigen Schienen des feldprogram-
mierbaren Gate-Arrays zu versorgen, oder sie

kénnen parallel geschaltet werden, um einen
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Abbildung 5: Typische Anwendungsschaltung des MPM54322 \ Thomas Berner. +49 89 1307 438 15

thomas.berner@codico.com

Strom von bis zu 6A zu erzeugen. Abbildung 5
zeigt die typische Anwendungsschaltung des
MPM54322.

Wie bereits erwahnt, enthalten FPGA-Systeme
viele Schienen fur separate Systeme, die nicht
mit FPGAs zusammenhangen. Dieselben Strom-
versorgungsmodule mit mehreren Ausgangen
kénnen auch zum Starten anderer Subsysteme
verwendet werden. Angesichts der unterschied-
lichen Spannungen und Stréme kann die Verwen-
dung von Teilen, die mit digitalen Suffixen unter-
schieden werden, zu Problemen wahrend der
Produktion und des Einrichtungsprozesses fih-
ren, wodurch die FPGAs moglicherweise bescha-
digt werden. Um dieses Problem zu |6sen, bietet
der MPM54322 bis zu 10 MTP-Seiten (Multiple-
Time Programmable), die durch den an den MO-

DE-Pin angeschlossenen Widerstand bestimmt

werden, sodass der Benutzer zwischen voreinge-
stellten, einstellbaren Konfigurationen fur ver-

schiedene Spannungen umschalten kann.

Autoren: Tomas Hudson und Nicolay Garcia,
Applikationsingenieure bei MPS

Angesichts der steigenden Leistungsanforderungen von FPGASs sind fortschrittliche
VRs mit mehreren Ausgangen erforderlich, um Stromversorgungen mit geringerem
Platzbedarf auf der Leiterplatte zu entwerfen, die mit modernen FPGA-Anwendun-
gen Schritt halten kénnen.

Moderne Power-Module wie das MPM54322 ermdglichen ein schnelles Einschwing-
verhalten und eine genaue Spannungsregelung und bieten dartber hinaus Soft-Start
und die von MPS patentierte FLEX-Timer-Sequenzsteuerung, die ein sicheres An- und
Abschalten des Systems gewahrleistet. Da die Systeme immer komplexer werden,
ermoglicht der MPM54322 dem Entwickler auRerdem die einfache Auswahl zwi-
schen den 10 MTP-Seiten fiir verschiedene Ausgangskonfigurationen mit demselben
Gerat, ohne dass eine Neukonfiguration oder die Verwendung verschiedener Bau-
teilnummern erforderlich ist.

FAZIT
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ROBUSTER AUDIO-
VIBRATIONSSENSOR

iese Fahigkeit ermdglicht den Einsatz in ei-

nem vollig neuen Bereich, wie zB bei der Er-
kennung von Notfahrzeugen und Sprachbefeh-
len, was die Notwendigkeit einer zuverlassigen
Erfassung von Gerauschen auBerhalb des Fahr-
zeugs beweist. Hinzu kommen andere Anwen-
dungsfalle wie die vorausschauende Wartung,
bei der sich ein bestimmtes Profil eines Motors
im Laufe der Zeit verandert, was auf einen mog-

lichen Ausfall hindeutet.

Sound enters acoustic path

Mesh layer Susceptible

protects from to field
the elements failure
CAR BODY

MEMS I:l

(a) Typical bottom-port MEMS
microphone integration

22|

Der kapsellose V2S2-Vibrationssensor von
KNOWLES ist eine robuste Alternative zu her-
kémmlichen kapazitiven MEMS-Mikrofonen und
wurde speziell fir die anspruchsvollen Umgebun-
gen von Automobilanwendungen entwickelt. Mit
seiner geringen GroéRe, seinem hohen Signal-
Rausch-Verhaltnis (SNR) und seiner grof3en Band-
breite erreicht der V252200D eine vergleichbare
Leistung wie ein herkdémmliches MEMS-Mikrofon

mit Bullauge. Dieses Mikrofonloch macht das

Sound wave hitting panel
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(b) Proposed vibration
sensor integration

MEMS jedoch anfallig fur Staub, Wasser und an-
dere verschmutzende Substanzen. Die PDM-Aus-
gangsschnittstelle erleichtert die nahtlose Inte-
gration in die elektronischen Systeme von Fahr-
zeugen und bietet Automobilherstellern und Tier-
1-Zulieferern eine zuverlassigere, leistungsfahi-

gere und kostengunstigere Alternative.

Der V25200 besteht aus einem Schallwandler, ei-
nem rauscharmen Eingangspuffer und einem
Sigma-Delta-Modulator. Diese Gerdate bieten eine
hohe Vibrationsempfindlichkeit und eignen sich
fur die Aufnahme von Audiosignalen Uber Kno-
chen- oder Metallplattenleitung in Geraten wie
Fahrzeugen, Wearables, Kopfhérern oder ande-
ren Geraten, bei denen eine flache Reaktion auf
Vibrationen und eine hervorragende akustische
Isolierung erforderlich sind. Darlber hinaus bie-
tet der V25200 verschiedene Taktmodi flr eine

breite Kompatibilitat mit Audiocodecs.

Bitte wenden Sie sich an CODICO, um weitere In-

formationen zu erhalten.
A08

N Achim Stahl, +49 89 1301 439 14

achim.stahl@codico.com
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Hochleistungs-LoRa-Modul KG200Z

In der sich schnell entwickelnden Welt des Internet der Dinge sind zuver-
lassige und effiziente drahtlose Kommunikationsmodule unverzichtbar.

as QUECTEL KG2002Z ist ein Hochleistungs-
DLoRa-ModuI, das fur drahtlose Ubertra-
gungsanwendungen mit grof3er Reichweite ent-
wickelt wurde, die einen extrem niedrigen Strom-
verbrauch erfordern. Dieses kompakte Modul ist
mit einem ARM Cortex-M4-Kern ausgestattet
und unterstutzt mehrere Modulationsverfahren
wie LoRa, (G)FSK, (G)MSK und BPSK, um vielsei-

tige Konnektivitatslosungen zu gewahrleisten.

Hervorragende

Konnektivitat und Leistung

Das KG200Z entspricht dem LoRaWAN-Standard-
protokoll und arbeitet in den globalen Frequenz-
bandern 470-510MHz und 863-928MHz. Das Mo-
dul bietet eine beeindruckende Empfangeremp-
findlichkeit und eine robuste AES-Hardwarever-
schlUsselung, die eine sichere und zuverlassige
Datenubertragung gewahrleistet. Mit einem kom-
pakten Formfaktor von 12,0x12,0x1,8mm flgt
es sich nahtlos in Anwendungen mit begrenztem
Platzangebot ein und bietet gleichzeitig eine her-
vorragende Leistung. Es ist mit dem leistungs-
starken STM32WLES5)CI6-Chipsatz von STMicro-
electronics ausgestattet.

Die Fahigkeit des KG200Z, sich drahtlos mit loka-
len und globalen loT-Netzwerken zu verbinden,
ermoglicht eine sichere End-to-End-Kommunika-
tion, Mobilitat und standortbezogene Dienste fiir
eine Vielzahl von loT-Anwendungen. Von intelli-

genten Schléssern und Tirsensoren bis hin zu

Gas- und Wasserzahlern, der Verfolgung von
Haustieren und der Uberwachung der Luftquali-
tat - das KG200Z bietet eine zuverlassige Daten-
Ubertragung Uber groBe Entfernungen und ist
damit eine vielseitige Losung fur eine Vielzahl
von Anwendungen. DarUber hinaus unterstutzt
das Modul den Dual-Stack-Betrieb und bietet so-
wohl LoRaWAN- als auch »Wireless M-Bus«-Funk-

tionalitat.

Die wichtigsten Eigenschaften

des QUECTEL KG200Z

+ Hohe Ubertragungsreichweite: 2-5km in stid-
tischen Gebieten und 10-15km bei freier Sicht

+ Extrem niedriger Stromverbrauch: Verbraucht
nur 1,7pA im Tiefschlafmodus, ideal fur batte-
riebetriebene Gerate

Hohe Empfangerempfindlichkeit: Erreicht bis
zu -136dBm fir robuste Konnektivitat auch in
schwierigen Umgebungen

+ Kompakt und kostengtinstig: Die geringe Gro-
Re des Moduls und das LGA-Gehause ermog-
lichen eine einfache Integration und einen ko-
stenguinstigen Einsatz

Hohe Stdrsicherheit: Bietet stabile Netzwerk-
verbindungen mit hoher Storsicherheit

+ Groler Betriebstemperaturbereich: Zuverlas-
siger Betrieb zwischen -40 und +85°C, geeignet
fur unterschiedliche Umgebungsbedingungen
Mehrere Schnittstellen: Enthalt SWD, JTAG,
DMA, USART, SPI und 12C fir flexible Anwen-

dungsunterstitzung
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Simple Integration & robuste Sicherheit
Das LGA-Gehause des KG200Z vereinfacht das
Léten und Testen und rationalisiert den Integra-
tionsprozess. Die zahlreichen Schnittstellen des
Moduls, darunter SWD, JTAG, DMA, USART, SPI
und 12C, bieten Entwicklern die Flexibilitat, die
sie fur verschiedene Anwendungen bendtigen.
Die integrierte AES-256Bit-Hardwareverschlisse-
lung stellt sicher, dass die Datensicherheit zu
keiner Zeit beeintrachtigt wird und macht das
KG200Z zu einer vertrauenswurdigen Kompo-

nente fur kritische loT-Anwendungen.

Strategische Partnerschaft
mit »The Things Industries«
Durch eine strategische Partnerschaft mit »The
Things Industries« verfligt der KG200Z nun Gber
die Zertifizierungen »Works with The Things
Stack« und »Secured by The Things Stack«. Diese
Zusammenarbeit stellt sicher, dass Anwender
von robusten, sicheren LoRaWAN-LOsungen pro-
fitieren, die eine umfassende End-to-End-Ver-
schlisselung und Schlisselverwaltung bieten.
Fir Entwickler, die ein leistungsstarkes, kompak-
tes und sicheres LoRa-Modul fir ihre loT-Lésun-
gen suchen, bietet das QUECTEL KG200Z eine au-
Rergewodhnliche Mischung aus Leistung, Zuver-
lassigkeit und einfacher Integration. Sein breites
Anwendungsspektrum, gepaart mit seinen fort-
schrittlichen Funktionen und seinem robusten
Design, machen das KG200Z zu einem perfekten
Modul in der LoRa loT-Landschaft.

a

» Joachim Strohschenk, +49 89 1301 438 17

Joachim.strohschenk@codico.com
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UNSCHLAGBAR

QUECTEL produziert Wi-Fi6/6E Module, die auf namhaften Chipherstel-
lern wie Qualcomm, Realtek und NXP basieren. Sie bieten auBergewdhnli-

che Leistung, nahtlose Integration sowie robuste Konnektivitatsldsungen
fur eine Vielzahl von Anwendungen. Im Folgenden werden die heraus-
ragenden Eigenschaften der einzelnen Module der QUECTEL Wi-Fi6/6E

Serie beschrieben.

FC65E: Erstklassige Leistung

mit Tri-Band Unterstutzung

Das FC65E ist ein Wi-Fi6E Modul mit dem Qual-
comm QCA2065-Chipsatz und bietet Tri-Band-
Unterstutzung fir 2,4GHz, 5GHz und 6GHz. Die-
ses Modul ist ideal fir Anwendungen, die eine
hohe Bandbreite und Hochgeschwindigkeitsver-

bindungen erfordern, wie zB High-Definition-Vi-
deo-Streaming und Virtual Reality.

FC62E: Dual-Band Effizienz

Mit dem Qualcomm QCA2062-Chipsatz bietet
der FC62E robuste Dual-Band-Wi-Fi6 Funktionen
auf den Bandern 2,4GHz und 5GHz. Es eignet

Bereit fur die Zukunft;
QUECTELs Wi-Fi6/6E Module

sich perfekt fir eine Vielzahl von Anwendungen,
die eine zuverlassige Dual-Band-Funktionalitat
erfordern, einschlielich Smart Home-Gerate
und loT-Sensoren.

FC66E Serie: Gleichzeitige
Dual-Band-Konnektivitat

Die auf dem Qualcomm QCA2066-Chipsatz basie-
rende FC66E-Serie unterstutzt den gleichzeitigen
Dual-Band-Betrieb (DBS) bei 2,4GHz, 5GHz und
6GHz und eignet sich damit ideal fir Umgebun-
gen, die vom erweiterten Spektrum und der Dual-
Band-Funktionalitat von Wi-Fi6E profitieren. Diese
Serie |asst sich aulRerdem nahtlos mit den 5G-Mo-

NUECTEL

©AdobeStock/wigXart
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MODULE FC65E FC62E FC66E FC64E FCO6E m FCS866R FCE863R m
Wi-Fi6E Wi-Fi6 Wi-Fi6E Wi-Fi6 Wi-Fi6 Wi-Fi6 Wi-Fi6 Wi-Fi6 Wi-Fi6
QCA2065 QCA2062 QCA2066 QCA2064 QCA2064 IW612 RTL8852BS-CG RTL8852BE IW611
2.4/5/6GHz 2.4/5GHz 2.4/5/6GHz (DBS) 2.4/5GHz (DBS) = 2.4/5GHz (DBS) 2.4/5GHz 2.4/5GHz 2.4/5GHz 2.4/5GHz
05.02.24 05.02.24 05.02.24 05.02.24 05.02.24 5.2. Thread 05.02.24 05.02.24 05.02.24
PCle, UART, PCM PCle, UART, PCM PCle, UART, PCM PCle, UART, PCM PCle, UART, PCM SDIO, UART, SPI  SDIO, UART, PCM PCle, UART, PCM SDIO, UART
m 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 1x1 2x2 2x2 1x1
Operating o o o o o o o o o -20°C to +70°C o
-30°Cto +75°C  -30°Cto +75°C ~ -30°Cto +75°C  -30°Cto +75°C ~ -30°Cto +75°C  -40°Cto +85°C = -20°C to +70°C _40°C to +85°C -40°C to +85°C
_ No No Yes Yes Yes No No No No
qu icsglelﬁlc:r No No Yes Yes No No No No No
LGA LGA LGA LGA LGA LGA LGA LGA LGA
Variants with
No No Yes Yes No No Yes Yes N

dulen von QUECTEL verbinden und verbessert so
die Gesamtkonnektivitatsleistung. Die FC66E-Va-
rianten unterstttzen drei Antennen (zwei fur Wi-
Fi und eine fur Bluetooth) und sind damit ideal
fur Anwendungen wie High Performance Compu-

ting und industrielle Automatisierung.

FC64E Serie: Zuverlassige
Dual-Band-Performance

Die FC64E-Serie ist mit Qualcomms QCA2064-
Chipsatz ausgestattet und unterstitzt den gleich-
zeitigen Dual-Band (DBS) Wi-Fi6 Betrieb bei
2,4GHz und 5GHz. Er wurde fir eine zuverlassige
Leistung entwickelt und lasst sich problemlos zu-
sammen mit den 5G-Modulen von QUECTEL ein-
setzen, um eine hervorragende Konnektivitat zu
gewahrleisten. Der FC64E bietet auch Varianten
mit drei Antennen, die fur fortschrittliche Anwen-
dungen wie Augmented Reality (AR) und Set-Top-
Boxen geeignet sind.

FCOGE: Erweitertes Dual-Band

mit Frontend-Modul

Der FCO6E, der ebenfalls auf dem Qualcomm
QCA2064-Chipsatz basiert, bietet Dual-Band Wi-
Fi6 mit zusatzlichen Front-End-Modulen (FEM),
die eine verbesserte Leistung fur anspruchsvolle
Anwendungen wie Smart City-Infrastrukturen
und Telemedizin bieten.

FGSO60N: Vielseitige Konnektivitat
mit Thread-Unterstltzung

Der FGSO60N, der den IW612-Chipsatz verwen-
det, unterstutzt sowohl Wi-Fi6 als auch 802.15.4
Standards, einschlieBlich Threading. Dies macht
ihn zu einer vielseitigen Wahl fir Anwendungen,
die sowohl Wi-Fi- als auch drahtlose Mesh-Netz-
werke mit niedrigem Stromverbrauch erfordern,
wie zB loT-Gateways und sichere Unternehmens-
netzwerke, die auch bei extremen Temperaturen

zuverlassig funktionieren mussen.

FCS866R: Robuste Performance

mit SDIO-Schnittstelle

Der FCS866R mit dem RTL8852BS-CG-Chipsatz
bietet zuverlassige Wi-Fi6 Dual-Band Perfor-
mance mit einer SDIO-Schnittstelle und eignet
sich damit fUr verschiedene Anwendungen mit
spezifischen Schnittstellenanforderungen. Er ist
auch in Versionen mit drei Antennen verfigbar,
was ihn besonders geeignet fur stark frequen-
tierte Umgebungen wie Stadien und groRe 6f-

fentliche Veranstaltungsorte macht.

FCE863R: Zuverlassiges Dual-Band
mit optionalem erweiterten
Temperaturbereich

Der mit dem Chipsatz RTL8852BE ausgestattete
FCE863R unterstitzt Dual-Band-Wi-Fi6 und bietet

optional einen erweiterten Temperaturbereich
an, wodurch er sich flr eine Vielzahl von Umge-
bungsbedingungen eignet. Die Varianten mit drei
Antennen machen ihn ideal fir Anwendungen

wie Industrial l1oT und Outdoor-Netzwerke.

FGSO61N: Leistung

in industrieller Qualitat

Das FGS061N mit dem IW611-Chipsatz wurde flr
industrielle Anwendungen entwickelt und bietet
robuste Wi-Fi6 Dual-Band Performance und zu-
verlassigen Betrieb in rauen Umgebungen. Die-
ses Modul ist ideal fir Anwendungen wie Ferti-
gungsautomatisierung und Ferniberwachung.

Die Wi-Fi6/6E Module von QUECTEL wurden ent-
wickelt, um den wachsenden Anforderungen mo-
derner drahtloser Anwendungen gerecht zu wer-
den. Sie bieten fortschrittliche Funktionen, robu-
ste Leistung und zuverlassige Konnektivitat.
Ob fur Industrie-, Verbraucher- oder Spezialan-
wendungen, QUECTEL bietet fur jeden Bedarf
das passende Modul, das eine hervorragende

Konnektivitat und Leistung gewahrleistet.

an
» - Joachim Strohschenk +49 89 1301 438 17
Joachim.strohschenk@codico.com
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Plattform zur Erkennung
von Kaltemittel-Lecks

SENSEAIR erweitert seine Kaltemittel-Produktpalette und flgt den beste-
henden R32- und R454-A/B/C-Sensoren nun Sensoren fur R290 hinzu.
Zusatzlich wird das neue RDS-System, das mit einem Schutzgehause
ausgestattet ist, ebenfalls in Produktion genommen.

it der umfassenden A2L- und A3-Produkt-
M palette zur Erkennung von Kaltemittel-
Lecks positioniert sich SENSEAIR als One-Stop-
Shop fur Kaltemittelerkennungsanwendungen.

Ganz gleich, ob das Produkt den Normen und
Vorschriften des EU- oder des US-Marktes ent-

sprechen muss, der vom Kunden derzeit verwen-
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dete Sensor kann bei der Entwicklung einfach
nahtlos gegen SENSEAIR Sunlight-Sensoren aus-
getauscht werden.

Das RDS, kurz fur Refrigerant Detection System,
erweitert die Moglichkeiten der Anwendung von
SENSEAIR-Produkten. Dabei handelt es sich im
Wesentlichen um einen klassischen Sunlight-Sen-
sor, der auf einer Hauptplatine platziert ist und
durch ein Schutzgehause geschutzt wird. Die
vorhandene Modbus-Schnittstelle ermdglicht
schnelle Iterationen und einen raschen Einsatz,
selbst bei Nachrustldsungen. Mit der Schutzart
IP67 ist dieses RDS-System ideal fur unvorher-
sehbare und raue Umgebungen. Es bietet die Ge-
wissheit, dass die Messwerte zuverlassig bleiben,

selbst unter extremen Bedingungen.

\

Beide Produkte R32 und R290 verfligen tber die

gleiche zugrunde liegende Technologie und na-

turlich auch tber die gleichen Vorteile. Wie bei
allen SENSEAIR-Produkten werden die Systeme

von der zuverlassigen NDIR-Technologie ange-

trieben, die schnelle und genaue Messungen bei

minimalem Energieverbrauch ermoglicht. Die Im-

munitat gegen Vergiftungen und der ABC-Algo-

rithmus sorgen fur genaue Messwerte wahrend
der gesamten wartungsfreien Lebensdauer von
15 Jahren, was Zeit und Geld spart und eine klei-
ne Investition mit groBem Nutzen darstellt. Die
Sunlight-Serie erflllt die [IEC-Normen 60079-29-1
und 60335-2-40 ed.7 sowie die UL 60335-2-40
ed.4.

Wichtig zu erwahnen ist, dass die CO2-Sensoren

Sunlight, Sunrise, S8 und der neu eingefuhrte

S88 von SENSEAIR alle die Anforderungen des

neuesten 62.1-2022 Addendums der ASHRAE er-
fallen.

(A1

» Johannes Kornfehl, +43 1 86305 149

johannes.kornfehl@codico.com

Fotos: ©Senseair
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SILVERTELs High-Power PSE-
Modul auf »Golden Blocks«

SILVERTEL kundigt sein neuestes High-Power PSE-Modul, das Ag6810
im Miniaturformat fur Oberflachenmontage an. Das Ag6810 wurde auf
minimaler Grundflache entwickelt, um die Implementierung von Power
over Ethernet einfacher denn je zu machen, insbesondere dort, wo

Platz besonders knapp ist.

as Ag6810 ist ein einkanaliges, IEEE802.3.bt-

D kompatibles (riickwartskompatibel zu *.af &

*.at-Revisionen und vollstandig *.bt konform) PSE-
Modul mit integrierter Signaturerkennung und
Energieversorgung fur alle drei IEEE-Standards
(PoE-, PoE+- und POE++-Systeme) und deckt da-
mit einen Leistungsbereich von 15,4W bis 99W
ab. Bei POE++-Systemen liefert das Modul Strom
Uber alle vier Aderpaare der Ethernetleitung.

Mit Abmessungen von lediglich 28x18x5mm
(LxBxH) kann das Modul in Single-Port- oder Mul-
ti-Port-Systemen eingesetzt werden, um den ver-
fugbaren Platz optimal auszunutzen. Das Ag6810
zielt auf Anwendungen wie Edge Computing, Ex-
tender, Medienkonverter, CCTV DVR, Heim- und
professionelle Netzwerke, Industrieautomation,
loT und Kl ab, bei denen es auf einfache Imple-
mentierung, Benutzerfreundlichkeit und Platzer-
sparnis ankommt.

Das Ag6810 ist ein kleines, oberflichenmontier-
bares Modul mit »Golden Blocks«, bekannt von
den bereits vorgestellten PD-Modulen Ag9900-
LPB &-MTB/Ag5700-LPB/Ag59600-LPB. Auch das
Ag6810 ist in Trays oder im Tape & Reel-Format
erhaltlich und eignet sich ideal fir SMT-Be-
stiickungsautomaten. Die »Golden Blocks« er-

moglichen eine enge thermische Kopplung zwi-
schen Modul und Host-Platine. Da es sich um ein
Modul mit hohem Wirkungsgrad (=98%) handelt,
sind die Energieverluste minimal. Die Implemen-
tierung ist schnell und einfach, da nur sehr we-
nige externe Komponenten zur Konfiguration

des Produkts erforderlich sind.

Das Ag6810 bietet zweifache Signaturerkennung
und -steuerung, die fir die Konformitat mit
POE++-Systemen unerlasslich ist und es ermog-
licht, den PoE-Handshakeprozess zu initiieren
und zu steuern. Infolgedessen kann ein Ag6810
verwendet werden, um zwei POE+ (IEEE802.3at)
PDs mit Energie zu versorgen, wodurch zwei
Ports von einem PSE-Modul versorgt werden. Die
Leistungsabgabe wird einfach lber die Hard-
warekonfiguration gedrosselt, wodurch sicherge-
stelltist, dass der PSE die maximale, vorgesehe-
ne Leistung auf den angeschlossenen PD be-
grenzt, der diese angefordert hat.

Ein nutzliches Merkmal des Ag6810 ist, dass der
Ausgang ausgeschaltet werden kann, wodurch
der Stromverbrauch bei Inaktivitat auf ein abso-
lutes Minimum reduziert wird, was ihn ideal fir
energieeffiziente Anwendungen macht. Wenn
der Port bei angeschlossenem PD wieder einge-

£y Silvertel

schaltet wird, beginnt der Prozess des Hand-
shakes erneut. Der Verbindungsstatus kann Gber
ein Statusbit ausgelesen werden.

Das Modul ist fir den industriellen Temperatur-
bereich (-40°C bis +85°C) ausgelegt und gegen
Uberlast und Kurzschluss geschiitzt. Das in GroR-
britannien entwickelte und gefertigte Ag6810 ist
vollstandig RoHS-konform und erganzt SILVER-
TELs umfangreiches Angebot an kostenglinsti-
gen, kompakten und hochfunktionalen Power-

Management-Modulen.

Datenblatter, Muster und Evaluation Boards sind

ab sofort bei CODICO verfugbar.
A12

\Andreas Hanausek, +43 1 86305 131
andreas.hanausek@codico.com

Ag6810 High-Power PSE-Modul
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Ultra Small 60V 300mA Buck
DC/DC von TOREX

TOREX bringt einen neuen synchronen 60V-300mA-Buck DC/DC-Wandler
mit niedrigem Ruhestrom auf den Markt. Dieser ist eine ideale Losung
fur platzbeschrankte Industrieanwendungen, die mit 12V/24V oder
héheren Eingangsspannungen betrieben werden.

atsachlich kommt es immer haufiger zu Ver-
Tsorgungseingéngen von >40V, und dies fuhrt
zu einem thermischen Problem aufgrund der er-
zeugten Warme, wenn ein einfacher LDO zum
Regulieren von diesem Niveau verwendet wird.
Der Einsatz des DC/DC-Buck-Wandlers XC9702

Vin XC9702
4.5 ~60V
»H« or »L«
Cn —(—
4.7uF
CVLT

|0st dieses Problem, wie auch die Probleme gro-
3er Schwankungen in der Stromversorgungslei-
tung aufgrund von Impedanz, Lastschwankun-
gen und Induktion von Motoren. Trotz seiner ho-
hen Spannungstoleranz tragt der niedrige Strom-
verbrauch des XC9702 zu den in den letzten Jah-

Power Good Signal

VOUT
5V/300mA

Abbildung 1: Typischer Schaltkreis
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LICK

ren immer strengeren Anforderungen an die Re-
duzierung des Standby-Stromverbrauchs, sowie
zur Effizienzverbesserung und Miniaturisierung

der Baugruppen bei.

XC9702 Serie

Bei der XC9702-Serie handelt es sich um einen
synchronen DC/DC-Buck-Konverter mit 60V,
300mA und sehr niedrigem Ruhestrom (12pA).
Mit einer Referenzspannung von 0,75V (+1,5 %)
kann die Ausgangsspannung Uber extern ange-
schlossene Widerstande im Bereich von 2,5V bis
12V frei eingestellt werden. Der Regelalgorith-
mus wird Uber den MODE Pin gewahlt und kann
fur einen hohen Wirkungsgrad Uber das gesamte
Lastspektrum auf nur PWM oder auf automati-
sche PWM/PFM-Umschaltung eingestellt werden.
Der XC9702 unterstitzt eine Umgebungstempe-
ratur von bis zu 125°C.

Die Softstartzeit kann extern eingestellt werden,
indem ein Kondensator (CSS) an den SS-Pin an-

geschlossen wird.

Die Serie kann mit kleinen Keramikkondensato-
ren mit niedrigem ESR betrieben werden (siehe
Abbildung 1).

©Adobestock/julija
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Abbildung 2: sehr geringe Ausgangswelligkeit

Geringste Ausgangswelligkeit

Der XC9702 unterstltzt eine extrem geringe Aus-
gangswelligkeit der Spannung, selbst wenn das
Verhaltnis von Eingang zu Ausgang sehr groR3 ist.
Selbst beim Herunterschalten von 48V auf 5V be-
tragt die Welligkeitsspannung <20mV (siehe Ab-
bildung 2).

10
Output Current : loyr (MA)

100 1000

Applikationsbeispiele fur

kleine industrielle Sensoren

Der XC9702 kann zur Versorgung von MCUs, Sen-
soren usw. verwendet werden. Typischerweise
wird hier von 12V/24V oder hoher auf 5V und
dann von dieser 5V-Schiene auf 3,3V, 3,0V usw.

heruntergeregelt, indem ein kleiner Buck-DC/DC-

Once step-down to 5V, then generate 3.3V

12Vv/24V

Primary
Step-down DC/DC
XC9702 PG

MODE

High voltage Veey 5

Step-down DC/DC
XCL239/XCL240
CE LDO: XC6241

VDD

Low Ig MCU

» /0

separated RESET e
XC6138N RESELS

12Vv/24V

Step-down DC/DC
XC239/XCL240
LDO: XC6233

RF/Sensor

or higher
Step-down DC/DC
9702 PG

h 4

VDD
Low Ig MCU

POR

High Voltage Vsey
separated RESET
XC6138C

Cd/MRB

7+

Abbildung 3: typische kleine industrielle Sensoren Applikation

1/0

1/0

RF/Sensor
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Wandler (mit integrierter Induktivitat) oder ein
LDO-Spannungsregler verwendet wird. Die
Steuerung der nachfolgenden Spannungsversor-
gung kann mit der PG-Funktion des XC9702 ge-
regelt werden. Der Spannungsdetektor XC6138
kann zur Uberwachung des 12V/24V-Eingangs
und auch zur Uberwachung des Ausgangs zur
MCU verwendet werden (Abbildung 3).

Der Regelalgorithmus kann dynamisch mit dem
MODE Pin verstellt werden.
* MODE »H« = PWM =
Niedriges Rauschen (fir Sensoren, etc.)
* MODE »L« = PWM/PFM =
Hohe Effizienz bei geringen Lasten

Die typische Grof3e einer Applikation mit dem
XC9702 im USP-10B Gehause betragt geringe
9,4x7,4mm, dies entspricht nur 69,6mm? (siehe
Abbildung 4). Dies flhrt zu einer der weltweit
kleinsten Losungen im Vergleich zu gleichartigen

60V-Systemen.

Abbildung 4: XC9702 typ. Schaltungsgrofe
-

2024:2'| 29



IMPULSE WE BAUELEM

XC9702

Abbildung 5: XC9702 Inverter Schaltkreis

Der XC9702 als Spannungsinverter
Der XC9702 Step-Down DC/DC kann auch so kon-
figuriert werden, dass er aus einer positiven
5V/12V/24V Eingangsspannung eine negative
Ausgangsspannung zwischen 2,5V und 12V ge-
nerieren kann (Abbildung 5).

Dies ist nutzlich fur Anwendungen, die eine ne-
gative Ausgangsspannungsschiene erzeugen
mussen, beispielsweise zur Stromversorgung

von Operationsverstarkern oder als Gate-Treiber-

HSOP-8N
(6.2x5.2x1.7mm)

Vorspannung (potentialfreie Stromversorgung/
negative Stromversorgung). Der hierbei unter-
stutzte Ausgangsstrom liegt zwischen 50 und
100mA.

Gehauseformen
Der XC9702 ist entweder in einem HSOP-8N Ge-
hause (6,2x5,2x1,7mm) oder in einem kleinen
USP-10B Gehause mit nur 2,6x2,9x0,6mm (Ab-
bildung 6) erhaltlich.

USP-10B
(2.6%2.9%x0.6mm)

Lx 1 8 EN/SS
PGND 10 1 Lx
BST 2 7 Vin EN/SS 9 2 BST
Vin 8 3 VL
Wk 2 Slienls MODE 7 4 PG
AGND 6 5 FB
PG 4 5FB

Abbildung 6: XC9702 Gehduseformen
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+ Eingangsspannungsbereich
Bis zu 60V (66V Abs. Max.)
Unterstutzt grol3es Step-Down-
Verhaltnis

* Betriebstemperaturbereich
-40 bis 125°C
Thermische Abschaltung bei 160°C

+ Geringer Stromverbrauch
Nur 12pA Eigenstrom
0.8pA im Standby-Mode

* Geringster Platzbedarf
Ultra kleines Gehause (2,6%2,9x0,6mm)
Kleinste Spulen (2,5%2,0x1,2mm)

+ MODE Pin
Umschaltung zwischen PWM und
PWM/PFM-Algorithmus via MODE Pin

Muster und Evaluation Boards fir den XC9702
sind Uber CODICO erhaltlich.
[ A13)

» Johannes Kornfehl, +43 1 86305 149
johannes.kornfehl@codico.com



THT-Hybridkondensatoren

Al-Elektrolyt-Polymer-Hybridkondensatoren bieten eine leistungsstarke

Alternative fur Anwendungen mit hohen Temperatur- und Rippelstroman-
forderungen, bei denen der Platz begrenzt ist. Im Vergleich zu Low-ESR-
Elkos zeichnen sie sich durch eine hdhere Rippelstrom-Belastbarkeit,
langere Lebensdauer und bessere Temperaturbestandigkeit aus,

selbst bei kompakteren Abmessungen.

ufgrund der Marktanforderungen und ge-
Aeigneten Ziel-Anwendungsbereiche begann
die Entwicklung von Hybridkondensatoren ur-
sprunglich mit SMD-Versionen. Im Laufe der Jah-
re entwickelten einige Hersteller auch THT-Ver-
sionen, da sie ein deutlich steigendes Interesse

an solchen Ausfiihrungen verzeichneten.

Wenn eine Verkleinerung eines THT-besttickten
Netzteils angestrebt wird, bei dem derzeit Low-
ESR-Elkos fur die Ausgangsfilterung verwendet
werden und das THT-Layout erhalten bleiben soll,
kénnten kompakte, bedrahtete Hochleistungs-
Hybridkondensatoren eine passende Losung
sein. Statt drei Low-ESR-Elkos mit einer GroRe
von je 12,5x30mm parallel zu schalten, um bei-
spielsweise eine 10A-Rippelstromlast zu bewalti-
gen, kdnnte man mit nur zwei Hybridkondensa-
toren auskommen. Diese sind nicht nur in der
Anzahl reduziert, sondern auch kleiner in der
Bauform mit jeweils 10x15mm. Das spart Platz
auf der Leiterplatte und ermdglicht ein flacheres
Design. Alternativ kann durch den Einsatz von

zwei dieser Hybridkondensatoren anstelle von

funf 10x16mm Elektrolytkondensatoren ein platz-

sparendes Low-Profile-Design realisiert werden.

Zusatzlich wird die Lebensdauer der Kondensa-
toren verlangert. Wahrend ein herkdmmlicher
Elektrolytkondensator bei 105°C etwa 10.000
Stunden halt, bietet der Hybridkondensator bei
125°C eine Lebensdauer von 4.000 Stunden. Un-
ter Berucksichtigung der Arrhenius-Formel hat
der Hybridkondensator eine garantierte Lebens-
dauer von 16.000 Stunden bei 105°C bei gleich-
bleibender Rippelstrom-Belastbarkeit.

Die neuen Serien FEF und FEC von SUN Electronic
Industries Corp., dem Erfinder der Al-Elektrolyt-
Polymer-Hybrid-Kondensatoren, setzen neue
Mal3stabe in diesem Bereich. FEF und FEC sind
THT-Versionen ihrer Top-SMD-Serien. Die FEF-Se-
rie bietet die hochste Rippelstrom-Belastbarkeit,
wahrend die FEC-Serie durch ihre hohe Kapazitat
besticht. Trotz ihrer unterschiedlichen Schwer-
punkte bietet auch die FEC-Serie eine beeindruk-
kende Rippelstrom-Belastbarkeit. Beide Serien
sind AEC-Q200-zertifiziert, fir Temperaturen bis

L

A~
SunCon
SUN Electronic Industries Corp.

FEF & FEC

135°C ausgelegt und gewahrleisten eine Lebens-
dauer von 4.000 Stunden.

SPEZIFIKATIONSUBERSICHT FEF
Temperaturbereich: -55 bis +135°C

Spannungsbereich: 25 bis 80V
Kapazitétshereich: 22 bis 680pF
Abmessungen: 6,3x7,2 bis 10x15mm
ESR: 11 bis 60mQ @ 20°C/100kHz
Rippelstrom @125°C: 2 bis 5,7Arms
Rippelstrom @135°C: 1,4 bis 4,1Arms

SPEZIFIKATIONSUBERSICHT FEC
Temperaturbereich: -55 bis +135°C

Spannungsbereich: 16 bis 35V
Kapazitatsbereich: 220 bis 1.800uF
Abmessungen: 8x9,5 bis 10x15mm
ESR: 11 bis 27mQ @ 20°C/100kHz
Rippelstrom @125°C: 3,1 bis 5,2Arms
Rippelstrom @135°C: 1,5 bis 2,5Arms

Fur Preise, Lieferzeiten oder Muster zogern Sie
bitte nicht, uns zu kontaktieren!
W Roland Trimmel, +43 1 86305 144

roland.trimmel@codico.com
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SICHER LADEN

EATONs neuer Hochspannungs-AC- und DC-
Uberstromschutz fiir Elektrofahrzeuganwendungen

Angesichts der steigenden Leistungsanforderungen in einer Vielzahl von Anwendungen ist der Schutz von
Stromkreisen heute wichtiger denn je. Unter anderem um empfindliche Komponenten vor Schaden zu bewah-
ren, Fehlfunktionen zu verhindern und die Sicherheit und Zuverlassigkeit zu gewahrleisten, um aktuelle und
neue Industriestandards zu erfillen. Uberstrom- oder Uberlastprobleme sind ein immer wiederkehrendes Pro-
blem in Onboard-Chargern (OBCs) sowie in Stromverteilungseinheiten flr Energie-, Industrie- und Automobilan-
wendungen. Entwickler und OEMs suchen nach einem kosteneffizienten und kompakten Stromkreisschutz,

um den Designtrends fur Anwendungen mit immer héherer Leistungsdichte gerecht zu werden.

chnellladefunktionen sind in der Automobil-
Sindustrie zum Standard geworden. Ein Bei-
spiel dafiir sind 3-Phasen-OBCs in der Ladeinfra-
struktur von Elektrofahrzeugen. OBCs liefern ei-
ne hohe Leistungsdichte, um Energiespeicher
wie Batterien und Superkondensatormodule zu
laden. Folglich besteht eine hohere Wahrschein-
lichkeit fur schadliche Fehlerstréme, die zu Uber-
hitzung oder Kurzschlissen fihren kénnen. Um

diese Risiken zu mindern, integrieren Entwickler

Uberlastungsschutzvorrichtungen, wie zB Siche-

rungen, um empfindliche Elektronik zu schiitzen
und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Aufgrund der héheren Temperaturen, die in Au-
tomobilanwendungen typisch sind, muissen Si-
cherungen in einem breiten Betriebstemperatur-
bereich zuverlassig funktionieren. AulRerdem
mussen sie so leicht und kompakt sein, dass sie
sich auch in die engsten und komponentendich-
testen Leiterplatten nahtlos integrieren lassen.

Entwickler, die fir den Schutz und/oder die Si-
cherheit von Stromkreisen verantwortlich sind,
profitieren vom Einsatz von Schmelzsicherungs-
|6sungen, die hohe Spannungswerte, kompakte
Abmessungen und Anschlussarten bieten, die

die Integration in verschiedene Anwendungen

erleichtern. Sicherungspatronen schiitzen Strom-
leitungen, Kabel und Gerate vor Uberstrom und
Kurzschlissen. Sie enthalten einen dinnen
Draht, der bei einer bestimmten Temperatur
oder bei Uberschreitung des maximalen Nenn-
stroms der Sicherung schmilzt und den Strom-
kreis 6ffnet. Sicherungspatronen bieten einen
kostenglinstigen Uberlastungsschutz fiir eine

Vielzahl von elektronischen Anwendungen.

Die neuen xEV-Sicherungen der Bussmann™-Rei-
he von EATON bieten eine breite Palette an Hoch-
spannungs-Uberstromschutzvorrichtungen mit
bis zu 1.000V DC und bis zu 500V AC fur das




EATON 14mm Sicherungen

EATON 10mm Sicherungen

Strommanagement von Elektrofahrzeugen mit
bis zu 80A Nennstrom. Die neuen XEV-Sicherun-
gen sind in Durchmessern von 10mm (ELV10,
EUC10, EDC10, EVM10, EXM10, EKM10) und
14mm (EAC14, EXC14, EKC14) erhaltlich. Einige

dieser Familien haben kompaktere oder kirzere

Langen als die Standard-Footprints und bieten
eine hohere Leistungsdichte ohne Einbuf3en bei
der Leistung oder Zuverlassigkeit. EATONs xEV-
Sicherungen eignen sich fur die Leiterplattenin-
tegration, die fur Energiemanagement- und -um-

wandlungssysteme im Automobil erforderlich ist.

PASSIVE BAUELEMENTE | IMPULSE

Zu den Automotive-Anwendungen fir EATONs
XEV-Sicherungen gehdren Onboard-Ladegerate,
3-Phasen-EVSE und Ladeinfrastruktur sowie On-
board-EV-Antriebsstrangsysteme und PDUs.

\Sebastian Gebhart, +43 1 86305 205

sebastian.gebhart@codico.com

Autor: Gabor Nagy, Applikationsingenieur
EATON Electronics Division

—EETE

Entwickelt nach JASO D622,
1SO8820-8, GB/T31465 und herge-
stellt nach ISO9001 und IATF16949
Kompakteren Footprint im Vergleich
zu anderen 10- und 14mm-
Sicherungen

Hohe Spannungswerte von bis zu
1.000V DC und bis zu 500V AC inner-
halb der 10 & 14mm Durchmesser
Bis zu 80A Nennstrom

Mehrere Anschlussarten mit Patrone,
Bolt Down und PCB

Ermoglicht die einfache Integration
von Sicherungen in Kunden-
anwendungen

Bietet ein optimales Gleichgewicht
von Platzbedarf, Kosten und
Nennwerten
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RUBYCONSs neuen Serien
ZLR, AEW und LEW

Das RUBYCON-Entwicklungsteam hat sich in letzter Zeit auf die
»Miniaturisierung« von Kondensatoren konzentriert. Der aktuelle Fokus
liegt nun darauf, zusatzlich eine 10% hohere Kapazitat zu erzielen und
damit eine neue Serie auf den Markt zu bringen. RUBYCON verfolgt zwei
Ansatze, um dieses Vorhaben erfolgreich umzusetzen.

1. Verwendung einer Folie

mit héherer Kapazitat

Naturlich wird die Kapazitat eines Kondensators
durch die Verwendung einer Aluminiumfolie mit
héherer Kapazitat erhoht, ahnlich wie bei der pul-
verbeschichteten Folie der MXZ-Serie, die in ei-
nem anderen Artikel vorgestellt wurde. Es ist je-
doch nicht so einfach, ausschlieBlich hochkapa-
zitive Aluminiumfolien zu verwenden. Es muss
ein Elektrolyt gefunden werden, der die erforder-
liche Spannung aushalt, wahrend er den Vorteil
der hohen Kapazitat der Aluminiumfolie bewahrt.
Ebenso wichtig ist es, ein Separatorpapier zu fin-
den, das gut zur Aluminiumfolie und dem Elek-
trolyt passt und die benétigte Spannung und den
Strom aushalt. Dies bildet den Kern der Entwick-

lung von Elektrolytkondensatoren.
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Eine hochkapazitive Aluminiumfolie ist eine Folie
mit einer grolRen Oberflache. Anders ausge-
drickt handelt es sich um eine empfindliche Fo-
lie, da sie zahlreiche Vertiefungen auf der Ober-
flache aufweist. Diese Art von Aluminiumfolie
muss mit groBer Sorgfalt gewickelt werden, um
Risse oder Beschadigungen der empfindlichen
Oberflache zu vermeiden. Die technischen Fahig-
keiten der Hersteller von Elektrolytkondensato-
ren zeigen sich deutlich im Folienwickelverfahren.

2. Die Dimension der

verwendeten Folie erhdhen

Der zweite Ansatz zur Erhéhung der Kapazitat
besteht darin, die Oberflache der Anoden- und
Kathodenfolie zu vergroRern. Die Schwierigkeit
liegt dabei in der Beibehaltung der bestehenden

DAZITA

GehausegroRe. Je grol3er die Abmessungen des
gesamten Wickelelements, desto héher ist nattir-
lich die Kapazitat, vorausgesetzt, es wird dieselbe
Folie verwendet. Die Frage ist, wie lasst sich das
erreichen?

Ein Beispiel ist die Erhdhung der Breite der ver-
wendeten Folie. Es muss eine Wickeltoleranz von
einigen Zehntelmillimetern fur die GroRe des Ele-
ments berUcksichtigt werden. Wenn jedoch die
Produktionsprozesse optimiert und diese Tole-
ranzen auf ein Minimum reduziert werden, kann
die Kapazitat durch diesen Aufwand gesteigert
werden. Ziel ist es, den verfligbaren Raum im Ge-

hause effizient zu nutzen.

Ein weiterer Ansatz ist es die Folie enger zu wickeln
und damit die Lange zu erhohen. Aufgrund der
beschriebenen empfindlichen Eigenschaften der
Folie ist dies jedoch nicht so einfach, wie es mog-
licherweise klingt. Beide Varianten erfordern ein
sehr hohes MaR3 an Technik, das RUBYCON an
seinen Produktionsstandorten bereitstellt und



auch gezielt einsetzt. Dieses Know-how tragt
auch dazu bei, eine hervorragende Produktqua-
litat zu gewahrleisten. RUBYCON konzentriert
sich derzeit nicht nur auf Richtung 1, sondern
mehr auf Richtung 2. In jingster Zeit wurden
mehrere neue Serien auf den Markt gebracht
und es werden noch weitere folgen. Hier einige
Highlights, die durch die hochste Kapazitat und
die kleinste GréBe am Markt herausstechen:

AEW- und LEW-Serie

Radiale Hochvolttypen mit hoherer
Kapazitat und hoherem Rippelstrom

Die AEW-Serie (105°C, 3.000 Stunden) und die
LEW-Serie (105°C, 12.000 Stunden) sind als aktua-
lisierte, miniaturisierte Version der HXW-Serie
(105°C, 3.000 Stunden) und der LXW-Serie (105°C,
12.000 Stunden) angekuindigt. Die AEW-Serie wird
10% kleiner sein als die HXW-Serie (Tabelle 1).

AEW Serieniiberblick

+ Temperaturbereich: -40 bis +105°C

+ Lebensdauer: 105°C, 3.000 Stunden

+ Nennspannung: 400 bis 450V DC

» Dimensionen: @4,5x20 bis 218x50mm
+ Kapazitat: 47 bis 300pF

Die LEW-Serie wird um 14% kleiner sein als die
LXW-Serie (siehe Tabelle 2).

LEW Serienuberblick

+ Temperaturbereich: -40 bis +105°C

+ Lebensdauer: 105°C, 12.000 Stunden
+ Nennspannung: 400 bis 450V DC

Foil
Element
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Foil
Element

THICKER SIZE

HIGHER THE
HEIGHT

$

Die Kapazitét wird verbessert, indem der Raum innerhalb des Kondensators optimal genutzt wird

+ Dimension: 14,5%20 bis 18x50mm
+ Kapazitat: 47 bis 270uF

ZLR-Serie

Die neue Spitzenklasse der

beriihmten Z-Serie

Die Z-Serie von RUBYCON war die innovativste
Reihe von wasserbasierten Elektrolytkondensa-
toren mit extrem niedriger Impedanz und fuhrt
den Markt auch heute noch an. Die bisherige
Spitzenreihe, die ZLH-Serie, mit 10.000 Stunden
bei 105°C und der niedrigsten ESR, wurde nun
durch die ZLR-Serie ersetzt. Diese bietet bei glei-

Tabelle 1: Spezifikationsvergleichsbeispiele zwischen HXW und AEW

16x50
AEW 16x45
AEW 16x50

180 3,000 1.15
180 3,000 1.10
200 3,000 1.19

Tabelle 2: Spezifikationsvergleichsbeispiele zwischen LEW und LXW

16x35
450 LEW 16x30
LEW 16x35

100 12,000 0.75
100 12,000 0.75
120 12,000 0.86

Tabelle 3: Spezifikationsvergleichsbeispiele zwischen ZLR und ZLH

12.5%25

12.5%x25
12.5%25
12.5x25
12.5%25
12.5%25

CAPACITANCE LIFETIME 105°C RIPPLE CURRENT IMPEDANCE
YOLTAGEvAd m SeEimm B - AP L)

cher BaugroRe ca. 20-40% mehr Kapazitat, wobei
der Rippelstrom zusatzlich um bis zu 10% hoher
ausfallt (siehe Tabelle 3).

ZLR Serientiberblick
+ Temperaturbereich: -40 bis +105°C
+ Lebensdauer: 105°C, 6.000 bis 10.000 Stunden
+ Nennspannung: 16 bis 35V DC
+ Dimensionen: g5x11 bis 16x25mm
* Kapazitat: 56 bis 5.600pF
@
W Yasunobu lkuno, +43 1 86305 276
yasunobu.ikuno@codico.com

CAPACITANCE LIFETIME 105°C RIPPLE CURRENT
YoLTAGEvad m S tmmi Bt [Arms/120Hz] CHANGE

Size 10% down
Capacitance 10% up

CAPACITANCE LIFETIME 105°C RIPPLE CURRENT
YOLTAGE [VdC] mw- [Arms/120Hz] CHANGE

Size 14% down
Capacitance 20% up

CHANGE

2,700 10,000 2,900 0.015

Capacitance 44% up
3,900 10,000 3,140 0.013
1,800 10,000 2,900 0.015

Capacitance 22% up
2,200 10,000 3,140 0.013
1,200 10,000 2,900 0.015

Capacitance 25% up
1,500 10,000 3,140 0.013
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RUBYCONs MXZ-Serie: 10% mehr
Kapazitat bei gleicher Grol3e

RUBYCON hat die neue MXZ-Serie (105°C, 3.000 Stunden) herausgebracht,
die im Vergleich zur MXT-Serie etwa 10% mehr Kapazitat bei gleicher Grolie
bietet. Dieser Fortschritt bei den Elektrolytkondensatoren ist auf die Weiter-
entwicklung der Aluminiumfolie zurtckzufthren. Dadurch kann die MXZ-
Serie einen hoheren Strom und eine groRere Kapazitat verarbeiten, was
einen bedeutenden Fortschritt in der Kondensatortechnologie darstellt.

ie Kapazitat eines Aluminium-Elektrolyt-
D kondensators wird in erster Linie durch die
Gesamtoberflache der Anoden- und Kathoden-
folie bestimmt. Daher hat selbst bei gleich gro3en
Aluminiumfolien die Folie mit rauerer und un-
ebener Oberflache naturgemaR eine grofRere
Oberflache (Abbildung 1). Aus diesem Grund
hangt die Miniaturisierung von Elektrolytkonden-
satoren davon ab, wie die Oberflache der gleich
groRen Aluminiumfolie im Vergleich zu friiheren

Versionen vergrof3ert werden kann.

Die derzeit gangigste Methode ist das chemische
Atzen. Bei dieser Methode wird die Oberfliche

vergroRert, indem durch das Atzen zahlreiche
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winzige Vertiefungen auf der Oberflache der Alu-
miniumfolie erzeugt werden. Alle derzeit auf
dem Markt befindlichen Aluminium-Elektrolyt-

kondensatoren verwenden chemisch geatzte Fo-

Einfache Aluminiumfolie

lien. Bei der MXZ-Serie wird eine Aluminiumfolie

verwendet, die mit einer Pulverbeschichtung an-
stelle von chemischem Atzen verarbeitet wurde.

Wéhrend das herkémmliche chemische Atzen
als subtraktives Verfahren angesehen wird, bei
dem Vertiefungen in der Aluminiumfolie entste-
hen, ist die Pulverbeschichtung ein additives Ver-
fahren, bei dem Aluminiumpulverschichten auf
der Folie aufgetragen werden. Durch die viel-

schichtige Laminierung dieses Pulvers ist es mog-

Aufgeraute Aluminiumfolie

S

VS.
)

Abbildung 1: Vergleich zwischen einfacher und aufgerauter Aluminiumfolie




lich geworden, Aluminiumfolien mit einer noch

grolReren Oberflache zu erzeugen.

Im Vergleich zur gleich groBen MXT-Serie von RU-
BYCON, bei der chemisch geatzte Folien verwen-
det werden, bietet die MXZ-Serie eine um etwa
10% hohere Kapazitat und kann etwas hohere

Nennstromwerte erreichen. Die MXT-Serie selbst

wurde 2022 auf den Markt gebracht und ist da-
mit ziemlich neu. Vergleicht man die MXZ-Serie
jedoch mit der derzeit weit verbreiteten MXG-Se-
rie, so ergibt sich bei gleicher GréRe eine Strom-
steigerung von etwa 15-25%, wahrend die Kapa-
zitdt um 75-95% zunimmt. Was den Kapazitats-
bedarf betrifft, so kann ein MXZ zwei MXGs er-

setzen. Ob chemisch geatzte oder pulverbe-

Verflugbare Kapazitit der MXZ-Serie (450V, 105°C, 3.000 Stunden)

I

430pF 1.84A
540pF 2.15A

75L

80L - -

85L

90L = =

95L

100L - -

580uF 2.12A 870pF

650uF 2.30A 980uF

720uF 2.47A 1080pF
- 1190pF
- 1300uF
- 1360uF
- 1460pF
- 1570pF
- 1670uF
- 1780pF

- 1880pF

Die Kapazitatstabelle gilt fir die Kapazitatstoleranz, der Ripplestrom ist ein Referenzwert (Einheit: Arms/120Hz)
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RUBYCONs MXZ

schichtete Folie, die Handhabung von Folien mit
hoher Kapazitat erfordert ein hohes Maf3 an tech-
nischem Geschick. Eine Aluminiumfolie mit ho-
her Kapazitat ist schwieriger zu wickeln als Folien
mit niedriger Kapazitat. Dies wirkt sich direkt auf
die Wickelgeschwindigkeit bei der Fertigung und
die GroRRe des Kondensators aus.

Daher betragt die kleinste Grof3e der MXZ-Serie
derzeit 22x50mm und ist nur als Snap-In-Kon-
densator erhaltlich. Dennoch verlangen die heu-
tigen Anforderungen eine hohere Leistungsdich-
te und bessere Effizienz - und die MXZ-Serie wird
einen wesentlichen Beitrag leisten, um diese An-

forderungen zu erfullen.

Produktubersicht der MXZ-Serie
+ Temperaturbereich: -25 bis +105°C
+ Lebensdauer: 105°C, 3.000 Stunden
* Nennspannung: 450V DC
+ GroRe: @22x50 bis 845x100mm
(Standard-Spezifikationen bis 235mm)
[ P04
\ Yasunobu lkuno, +43 1 86305 276
yasunobu.ikuno@codico.com

N .

2.49A 1170pF 2.68A
2.69A 1280pF 2.88A
2.88A 1420uF 3.08A
3.07A 1530pF 3.25A
3.25A 1670uF 3.45A
3.40A 1810pF 3.63A
3.57A 1950uF 3.82A
3.74A 2090uF 4.00A
3.91A 2230pF 4.17A
4.07A 2370pF 4.34A
4.23A 2510pF 4.51A
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Mit der Einfuhrung der WAx-Produktfamilie und der FMx-Serie hat
ISABELLENHUTTE die Lucke im Widerstandsbereich von 0,5 bis 6mQ im
eigenen Portfolio erfolgreich geschlossen. Diese Erweiterung ermdglicht
die Herstellung von Strommesswiderstanden mit sehr niedrigen Wider-
standswerten bei gleichzeitiger Reduzierung der Bauteilgrolie.

ie WAx-Produktfamilie besteht aus den
D zwei Serien WAK und WAF, welche einen Lei-
stungsbereich von 6 bis 7W bei Widerstandswer-
ten zwischen 0,487und 1mQ abdecken. WAK ist
in der Baugrof3e 1206 erhaltlich, wahrend WAF in
der BaugroR3e 1213 angeboten wird. Im Vergleich
dazu bietet die ISA-WELD®-Familie (Schweil3tech-
nologie) einen Leistungsbereich von 3 bis 15W
und deckt Widerstandswerte von 6,8 bis 0,1mQ
ab. Die verflighbaren BaugréRen reichen dabei
von 1216 bis hin zu 5930.

Die WAK und WAF Strommesswiderstande von
ISABELLENHUTTE sind ideal fiir Anwendungen,
bei denen kompakte Bauweise und hohe Effi-
zienz entscheidend sind. Diese Shunts kommen
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besonders in kleinen, mobilen Elektrogeraten
wie Drohnen, E-Scootern und E-Bikes zum Ein-
satz. In diesen Applikationen sind prazise Strom-
messungen bei minimalem Platzbedarf und ge-
ringem Gewicht erforderlich. Die WAx-Produkt-
familie bieten hierfur die optimale Losung, da sie
trotz ihrer geringen GrofRRe hohe Leistung und Zu-
verlassigkeit gewahrleisten. Diese Eigenschaften
machen sie zur bevorzugten Wahl fur Entwickler,
die nach effizienten Komponenten fir moderne

und platzsparende Designs suchen.

Gleichzeitig hat ISABELLENHUTTE eine neue Her-
stellungstechnologie mit der WAx-Familie einge-
fahrt - die Roll-CLAD Technologie.

DESIGNERETEET

Prazision bei sehr nieder-
ohmigen Widerstandswerten

ISABELLENHUTTE

Durch das neue Herstellungsverfahren etabliert
ISABELLENHUTTE einen alternativen Produkti-
onsprozess, bei dem zwei verschiedene Metall-
bander mittels Kaltwalzverfahren fest miteinan-
der verbunden werden. In diesem Prozess Giben
zwei Walzen hohen Druck auf die Bander aus,
um eine zuverlassige Verbindung zu gewahrlei-
sten. Das Tragermaterial besteht aus Kupfer,
wahrend das zweite Band aus den speziell ent-
wickelten Widerstandsmaterialien MANGANIN®
oder ZERANIN® besteht. Nach der Herstellung
des Verbundmaterials wird es auf die gewtinsch-
ten Dimensionen gestanzt und in die Form ge-
bracht. Durch die Kombination der Materialien
werden nicht nur die elektrischen Eigenschaften
verbessert, sondern auch die mechanische Fe-
stigkeit und die thermische Stabilitat der Kompo-
nenten erhoht.

Daruber hinaus ist der hohe Qualitatsanspruch
von ISABELLENHUTTE hervorzuheben, der sich
in der effizienten Warmeableitung und der aus-

©AdobeStock/Serge's Al Art




5
g
$
E
Q
3
E
¢

gezeichneten Widerstandsstabilitat selbst bei

hohen Temperaturen zeigt. Diese Eigenschaften
tragen maf3geblich zur langen Lebensdauer und
Zuverlassigkeit der Shunts in ihren jeweiligen An-
wendungen bei.

Die WAx-Produktfamilie ermdglicht es ISABEL-
LENHUTTE, den Bedarf an kompakten, leistungs-
starken Shunts zu bedienen, die in einer Vielzahl
von modernen Elektronikanwendungen einge-

setzt werden konnen. Die Erweiterung des Port-
folios verdeutlicht das Bestreben von ISABELLEN-
HUTTE, kontinuierlich fortschrittliche Lésungen
far eine dynamisch wachsende Branche bereit-

zustellen.
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Die Roll-CLAD Shunts WAK und WAF sind AEC-
Q200 qualifiziert und in Serienproduktion.

Key features:

Widerstandsbereiche 0.487, 0.5, 0.991
und 0.1TmQ

* BaugroRe: 1206 und 1213

+ Toleranzen: 1% und 5%

TCR: bis +40ppm/K bzw. <100ppm/K
Nennleistung: bis zu 7W bei 70°C
Exzellente Langzeitstabilitat

+ Temperaturbereich: -65 bis +175°C

+ Superniedrige Induktivitat mit <0,5nH,
passend flr hochfrequente Signale
AEC-Q200 zertifiziert

™ Selma Jakupovic, +43 1 86305 127
selma.jakupovic@codico.com

* Automotive

« Elektrokleinstfahrzeuge

+ Batterieladevorgang

+ Sonstige Industrieanwendungen
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PLATZERSPARNIS

.I\/Iiniaturis.ierte hc.)c-hkapazitiv-é
Hybridkondensatoren

Panasonic
INDUSTRY

dere bei einem Durchmesser von 5mm ist die
Im Jahr 2024 hat PANASONIC Industry ein weiteres Spitzenprodukt auf Konkurrenz auf einem so hohen Kapazitétsni-
den Markt gebracht. Mit der neuesten SMD-Serie »Zl« ihres Al-Elektrolyt-  veau sehr begrenzt und eine 135°C-Klassifizie-
Polymer-Hybridkondensator-Portfolios erreicht PANASONIC den hdchsten  rungist nur selten zu finden.
Kapazitatswert pro GehausegrofRe und Spannung. Auch der ESR ist fur
diese Art von hochkapazitiven Versionen auf einem sehr niedrigen Level.  inder Tabelle zeigen wir den Vergleich mit PANA-
SONICs bisherigen hochkapazitiven Serien ZKU
as ist jedoch nicht die einzige Starke der  rantierter Lebensdauer spezifiziert und kleine Ge-  und ZTU (Durchmesser 8 und 10mm). ZTU ist ein
Dneuen ZL-Serie. Der Nenntemperaturbe- hausegrofZen wie 5x5,8mm, 6,3x5,8mm und in ESR und Rippelstrom-Belastbarkeit verbesser-
reich ist mit bis zu 135°C bei 2000 bis 4000h ga-  6,3x7,7mm sind ebenfalls verfiigbar. Insbeson-  ter ZKU und nicht in den Durchmessern 5 und

ZL-C ZL-D8 Antivibration ZL-F Antivibration ZL-G
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6mm verflgbar. Somit kann mit der neuen ZL-
Serie nun auch in den kleineren Abmessungen
ein in den oben genannten Parametern verbes-
serter Kondensator angeboten werden, der zu-
satzlich auch noch mit 135°C spezifiziert ist.

Diese groRartige Kombination aus hoher Kapa-
zitat, niedrigem ESR und hoher Rippelstrom-Be-
lastbarkeit in einem Bauteil fur alle Abmessun-
genvon 5x5,8 bis 10x10,2mm tragt zu miniatu-
risierten Designs bei, welches insbesondere,

aber nicht nur, fur Automobilanwendungen wich-

tig ist. Die Verwendung von temperaturbestan-
digeren Materialien erh6ht auch die Zuverlassig-
keit. Dartber hinaus bietet die AEC-Q200 konfor-
me ZL-Serie vibrationsfeste Versionen, verflgbar
fir Durchmesser von 6 bis 10mm, die Schocks
von bis zu 30G standhalten kénnen.

Malgeschneidert fir den Einsatz in verschiede-
nen Automobilkomponenten wie Wasser- und OlI-
pumpen, Kahlliftern, Hochstrom-DC/DC-Wand-
lern und fortschrittlichen Fahrerassistenzsyste-

men (ADAS), erweist sich die ZL-Serie auch als

PASSIVE BAUELEMENTE | IMPULSE

unschatzbar wertvoll in diversen industriellen
Stromversorgungen, Kuhlliftern, Solarenergiesy-
stemen sowie in Kommunikationsinfrastruktur-
geraten wie Basisstationen, Servern, Routern
und Switches.

Fur weitere Informationen, Muster oder ein An-

gebot zogern Sie nicht, mich zu kontaktieren!

\ Roland Trimmel, +43 1 86305 144

roland.trimmel@codico.com

V) (WF) (mm) (mQ @20°C/100kHz) | (MA rms @125°C/100kHz) | (h) (mA rms @135°C/100kHz) | (h)
E = 82 5x5,8 58 1000 4000 600 2000
25 56 5x5,8 80 850 4000
35 47 5x5,8 60 200 4000 550 2000
35 39 5x5,8 100 750 4000
25 150 6,3%5,8 38 1500 4000 800 2000
25 100 6,3%5,8 50 1300 4000
35 82 6,3%5,8 40 1400 4000 700 2000
ZKU 35 68 6,3%5,8 60 1200 4000
25 220 6,3x7,7 24 2000 4000 1000 2000
z 25 180 6,3x7,7 30 1800 4000
E 150 6,3x7,7 26 1900 4000 900 2000
35 120 6,3x7,7 35 1700 4000
25 470 8x10,2 18 3000 4000 2000 4000
25 330 8x10,2 27 2000 4000
25 330 8x10,2 22 2900 4000 1800 4000
E 270 8x10,2 20 2900 4000 1900 4000
35 220 8x10,2 27 2000 4000 '
35 220 8x10,2 22 2900 4000 1800 4000
25 680 10%10,2 14 3400 4000 2300 4000
ZKU 25 560 10%10,2 20 2800 4000
ZTu 25 560 10%10,2 16 3500 4000 2200 4000
35 470 10x10,2 16 3300 4000 2200 4000
35 390 10x10,2 20 2800 4000
10x10,2 16 3500 4000 200 000
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ENERGIEWENDE

Elektronische Vorschaltgerate & LED-Treiber

und ihre Auswirkungen auf Beleuchtungssysteme

Was ist ein elektronisches
Vorschaltgerat?

Elektronische Vorschaltgerate regulieren den
Strom aus der Netzspannung und sorgen fur ei-
nen ordnungsgemalien Lampenstart und -be-
trieb. Altere konventionelle Modelle - sogenannte
KVGs - sind einfach aufgebaut und bestehen aus
Induktivitaten, Kondensatoren und Widerstan-
den, wahrend moderne elektronische Vorschalt-
gerate - sogenannte EVGs - Halbleiterschaltun-
gen verwenden, um Flimmern zu beseitigen und

EINSCHALTSTROM VS,
ART DER LAST STROM IM RUHEZUSTAND

Glihbirne 10 - 15x
Leuchtstoff- oder HID-

Lampe mit magnetischem  Up to 15x
Vorschaltgerat

Elektronisches Vorschalt- Up to 100x

gerat (kapazitive Last)
Abbildung 1

die Effizienz zu steigern. Sie treiben verschiedene
Beleuchtungslasten an, einschlief3lich LEDs,
Leuchtstofflampen, induktionsbetriebene Leucht-
stofflampen (IF) und Hochdruckentladungslam-
pen (HID). Jeder Lampentyp hat spezifische Start-
charakteristika, die von Steuerungsanbietern be-
ricksichtigt werden mussen, um Kompatibilitat

und Langlebigkeit zu gewahrleisten (Abbildung 1).

Die Verbreitung

elektronischer Vorschaltgerate
Weltweit setzen sich Regierungen fir Energieein-
sparungen in Beleuchtungssystemen ein und er-
setzen zunehmend konventionelle Vorschaltge-
rate durch elektronische, insbesondere bei Tech-

nologien wie LED, CFL und IF. Steuerungsherstel-

ler missen sicherstellen, dass ihre Produkte mit

BEISPIEL FUR LASTANFORDERUNGEN

diesen neuen Leuchten kompatibel sind, da elek-
tronische Vorschaltgerate immer haufiger ver-

wendet werden.

Herausforderungen und Losungen
in Beleuchtungsanwendungen
Traditionelle Lichtsteuerungen haben sich bei
neuen Beleuchtungstechnologien nicht bewahrt,
da elektronische Treiber hohe Einschaltstrome
verursachen kénnen, die die Steuerungen poten-
ziell beschadigen. Aktualisierte Designs gehen

diese Probleme an:

1.Verwendung von High-Current Relais

Einschaltstréme, die von einigen elektronischen
Vorschaltgeraten erzeugt werden, kdnnen zu vor-
zeitigem Ausfall der Relaiskontakte fihren. Diese

@120 VAC @277 VAC

i i 121 2, i i 121 2,
schaltgert Nennwert Stromspitze | Impulsbreite | It (A%sec) Stromspitze | Impulsbreite | 12t (A%sec)

Eingansstrom Vor-

144A
192A

0.70ms
1.20ms

205A
320A

0.85ms 76
1.20ms 205

| 221A 1.25ms

370A 1.25ms 274

Abbildung 2
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Einschaltstrome kénnen deutlich hdher sein als
die bei traditionellen Vorschaltgeraten auftreten-
den, da elektronische Vorschaltgerate groRe Spei-

cherkondensatoren verwenden (Abbildung 2).

2.Nulldurchgangsschaltungen

Diese kostengunstige Methode begrenzt den Re-
lais-Schaltstrom, indem sie die Wechselstromver-
sorgungsspannung Uberwacht und das Schalten
zeitlich so abstimmt, dass der Spannungspegel
den Nullpunkt passiert (Abbildung 3).

3.Lichtsteuerungen mit Halbleiterrelais
Diese sind zuverlassig, erzeugen jedoch Warme

und erfordern teure Kihllésungen.

Leuchtende
Energieeffizienz

Neuester DW-Typ von PANASONIC
Industry bewaltigt Einschaltstréme
von bis zu 320A.

Eine Losung flr Beleuchtungs- und Smart Home-
Anwendungen ist die Verwendung eines hoch-
stromfahigen Relais.

PANASONIC hat das DW-YL entwickelt, ein neues,
flaches Relais mit hoher Einschaltstromfestigkeit,
das die hohen Einschaltstréme, die durch elek-

VERGLEICH

Bezeichnung

Anlaufstrom 100A

GroRe 24x10%15,8mm
Norm TV-8
Schaltvermégen 16A, 277V AC

Elektronischer Ballast

SET/RESET Zeit Max. 15ms

Maximaler Schaltstrom 16A

Durchschlagsfestigkeit

Nennbetriebsleistung

Umgebungstemperatur

Abbildung 4

2A, 277V AC (Anlaufstrom 205A)
5A, 120V AC (Anlaufstrom 192A)

Offene Kontakte 1.000V AC
Kontakt und Spule 5.000V AC
400mW (L2), 200mW (L1)

-40°C bis 70°C (8A bis 16A)
-40°C bis 85°C (8A oder weniger)

ADW1212YL

tronische Treiber verursacht werden, bewaltigen
kann (Abbildung 4).

* Hoher Einschaltstrom 320A fur 1,2ms

+ Nennlast 20A

+ Flache Bauweise

PANASONIC DW-YL Relay fur

Smart Home Anwendungen

Smart Home Anwendungen und intelligente Be-
leuchtungskonzepte sind ein wichtiger Baustein
auf dem Weg zur vielzitierten Energiewende. Al-
lerdings haben die in diesen Installationen ver-
wendeten Lichtquellen nicht nur vielféltige Vor-
zlige, sondern kénnen auf der anderen Seite
auch hohe Anforderungen an elektrische Kom-
ponenten stellen. Kapazitive Lasten in Vorschalt-
geraten und Treibern beispielsweise kdnnen er-
hebliche Einschaltstrome erzeugen. Das neueste
PANASONIC DW-YL-Relais fir hohe Einschaltstro-
me, ein bistabiles Relais mit einer Nennleistung

STANDARD TYP NEU: DW-YL

ADWS » + « HLW, ADW1 =« « HLW

ADWS8 e e« YLW, ADW1 ¢ YLW
320A

24x10%15.8mm

TV-8

20A, 250V AC

5A, 277V AC (Anlaufstrom 320A)
5A, 120V AC (Anlaufstrom 192A)
Max. 10ms

20A

Offene Kontakte 1.000V AC
Kontakt und Spule 5.000V AC
400mW (L2), 200mW (L1)

-40°C bis 85°C (8A bis 20A)
-40°C bis 85°C (8A oder weniger)
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Panasonic
INDUSTRY

von bis zu 20A, kann solche Lasten problemlos
bewaltigen und erfullt eine Vielzahl von Normen
und Standards.

Das DW-YL-Relais kann bis zu 320A fir 1,2ms be-
waltigen, sodass es ideal fur kapazitive Lasten
und Szenarien mit hohen Einschaltstromen ist.
Diese Vielseitigkeit bietet den Kunden grof3e Fle-
xibilitat in verschiedenen Anwendungen. Dar-
Uber hinaus ermdglicht die geringe Bauhdhe von
nur 15,8mm und der kleine PCB-Footprint ein

kompaktes Design.

Das DW-Relais steht fur hohe Schaltleistung bei
minimalem bis keinem Energieverbrauch. Ein
Permanentmagnet halt den aktuellen Zustand
ohne kontinuierlichen Energieverbrauch auf-
recht. Daher sind polarisierte Relais auf3erst effi-
zient und tragen dazu bei, den Stromverbrauch

der Anwendung zu verbessern.
Kurz gesagt: Umweltfreundliche Energie ergibt
erst dann Sinn, wenn auch die Komponenten auf

Effizienz getrimmt sind.

Produktmerkmale

Kleiner PCB-Footprint - 10mm Breite

Empfindliche Spule, geringer Energieverbrauch

TV8-Bewertung

Hohe Einschaltstromfahigkeit bis zu 320A
Niedrigprofiltyp (Héhe = 15,8mm)
UL/C-UL, VDE zertifiziert

P07
» Wolfgang Weif3, +43 1 86305 334

wolfgang.weiss@codico.com
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Steuerung von Beleuchtung:

Die Losung mit Halbleiterrelais

In den letzten Jahren hat sich die Beleuchtungstechnik stark verandert,
da Gluhlampen zunehmend durch LEDs, Kompaktleuchtstofflampen

und Halogenlampen ersetzt werden.

eleuchtungslasten beziehen sich auf die
BEnergie, die zum Betrieb von Lampen, vor
allem in Geschaftsraumen und 6ffentlichen Be-
reichen, bendtigt wird. Die Steuerung dieser Be-
leuchtung kann jedoch kompliziert sein, da die
Lampen unterschiedliche elektrische Eigenschaf-
ten haben kénnen - sie kénnen entweder induk-

tiv oder kapazitiv wirken.

Schnelle Einflhrung in verschie-
dene Lampentechnologien
Licht kann entweder durch Gliihen oder durch

Lumineszenz erzeugt werden.

GliUhen ist ein Phanomen, das auftritt, wenn ein
Stoff bei Erhitzung Licht aussendet. Eine GlUhbir-
ne besteht aus einem Glaskolben, der ein Fillgas
enthalt. Der Wolframfaden, der mit den elektri-
schen Anschlissen verbunden ist, wird dann
durch den elektrischen Strom auf eine hohe Tem-
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peratur erhitzt und gibt Licht ab. Es wird gesagt,
dass sie warmes Licht erzeugt. Das perfekte Bei-
spiel fur Glihlampenlicht ist die »klassische«
GlUhbirne. Sie erzeugt Licht, indem sie einen
Drahtfaden in einem mit Gas gefullten Glaskol-
ben auf eine Temperatur erhitzt, die zur Lichter-
zeugung fuhrt.

Lumineszenz ist die Erzeugung von Licht durch
Materialien bei niedrigen Temperaturen (Gas
oder Dampf). Im Gegensatz zur GlUhbirne, die
Licht durch die freigesetzte Warme erzeugt,
spricht man bei der Lumineszenz von kaltem
Licht, da das Licht ohne starke Erhitzung des Ma-
terials erzeugt wird. Das perfekte Beispiel ist eine
Leuchtdiode (LED). Im Gegensatz zu einer Glih-
birne haben LEDs keinen Glihfaden, sondern be-
stehen aus mehreren Schichten von Halbleiter-
materialien. Diese Materialien bieten dem Strom

éelduc*
relais

keinen Widerstand, so dass bei der Lichterzeu-
gung kein Energieverlust entsteht.

Wie verschiedene Beleuchtungs-
lasten gesteuert werden

Dimmen

Ein Dimmer ist eine Art von Steuergerat, mit dem
die Beleuchtung von Null auf volle Leistung ein-
gestellt werden kann. Das Dimmen erfolgt durch
Anderung der Eingangsspannung am Leuchtkér-
per. Dimmer hangen von der Art der Lasten oder
Lampen ab und sind nicht fur jede Art von Lam-
pen geeignet. Zum Beispiel nicht fir Leuchtstoff-
lampen.

AC-55a -Lasten (Entladungslampen)

Beim Einschalten von Entladungslampen fliel3t
ein hoher Einschaltstrom. Dieser ist unter be-
stimmten Bedingungen etwa 10 bis 25 Mal hoher
als der Nennstrom. Halbleiterrelais sind daher
fir die Steuerung dieser Art von Lasten beson-
ders geeignet (Abbildung 1).

©AdobeStock/Thares2020




ABBILDUNG 1: HALBLEITERRELAIS FUR AC-55A-LASTEN

SK Serie XK Serie

ABBILDUNG 2: HALBLEITERRELAIS FUR AC-55B-LASTEN

SO8 Serie

S08 Serie (Nulldurchgang-schaltend, einphasig)
ABBILDUNG 3: HALBLEITERRELAIS FUR LED-LASTEN

SGT8 Serie (dreiphasig)

Die SO7 Serie (zufallig-schaltend, einphasig)
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SG4 Serie (Phasenanschnittsteuerungen)

ABBILDUNG 4: STROMUBERWACHUNG

SKA Serie (Leiterplattenmontage)

AC-55b-Lasten (Gliihbirnen

und Leuchtstoffrohren)

GlUhbirnen sind noch in vielen Haushalten und
Unternehmen Ublich, aber nur wenige Men-
schen sind sich der komplexen Steuersysteme
bewusst, mit denen sie funktionieren. Die Ein-
schaltstromcharakteristik dieser Last ahnelt der
StoBstromcharakteristik der Thyristoren, die in
AC-Solid State Relaisausgangen verwendet wer-
den, wodurch sie sich am besten fur diese An-
wendung eignen.

Die gangigste Methode zum Dimmen von Glih-
lampen ist die L6sung mit Phasenanschnittsteue-
rung. Bei dieser Technik wird die AC-Wellenform
unterbrochen, so dass nur ein Teil jeder Halbwel-
le die Gluhlampe erreicht. Die Helligkeit wird
dann durch Variation der Zeit nach dem Null-
durchgang gesteuert, in der die Wellenform ein-
oder ausgeschaltet wird. Hochleistungsdimmer
verwenden auch random Solid State Relays (zu-
fallsgeziindete Halbleiterrelais).

Um die Helligkeit einer Gluhbirne zu regeln, ver-
wenden Steuerungssysteme auch Puls-Weiten-
Modulation (PWM). Bei dieser Lésung wird die
GlUhlampe mit einer sehr hohen Frequenz (fur
das menschliche Auge unsichtbar) schnell ein-
und ausgeschaltet. Durch die Variation der Dauer
jedes Impulses kann das Steuersystem die Zeit-

spanne, in der die Gluhbirne leuchtet, effektiv

SU8 Serie (Nulldurchgang-schaltend, einphasig)

anpassen, ohne die Gesamthelligkeit zu beein-
flussen (Abbildung 2).

LED-Lasten

Die Steuerung von LEDs ist nicht so einfach wie
die Steuerung von Gluhbirnen. Gluhbirnen sind
von Natur aus dimmbar, ohne dass zusatzliche
Schaltungen erforderlich sind. LED-Lampen hin-
gegen verhalten sich in Bezug auf Dimmleistung
und Steuerungskompatibilitat anders und erfor-
dern zusatzliche Informationen, bevor eine LED-
Lampe erfolgreich gesteuert werden kann (Ab-
bildung 3).

Erkennung von offener Last
Die Erkennung von offener Last kann ein fehler-
haftes Modul oder eine gebrochene Leitung iden-

SO8 Serie (Nulldurchgang-schaltend, einphasig)

ESUC-Stromiiberwachungsmodul

tifizieren, aber sie kann keinen Teilausfall erken-
nen. In zahlreichen Anwendungen werden LEDs
oft in mehreren parallelen Strangen angeordnet.
Daher ist es von entscheidender Bedeutung, zu
erkennen, ob einzelne LED-Strange im Array
nicht funktionsfahig sind, auch wenn der Rest
der Strange funktioniert. Mit Hilfe einer prazisen
Laststrommessung kann die CELDUC-Einheit
ESUC-StromUberwachungsmodul dieses Pro-
blem erkennen, indem es eine eindeutige Ande-
rung des Ausgangsstroms aufgrund einer teilwei-
sen Offnung infolge eines Stringfehlers feststellt
(Abbildung 4).
P08
™ Arnold Geitzenauer, +43 1 86305 124
arnold.geitzenauer@codico.com

Die Zukunft der Lichtsteuerung

in Lichtsteuerungssysteme dar.

Angesichts der fortschreitenden technologischen Entwicklung ist es sehr wahrschein-
lich, dass wir auf fortschrittlichere und anpassungsfahigere Steuerungssysteme sto-
Ben werden, die nicht nur die Helligkeit regeln, sondern auch Farbe, Temperatur und
andere Aspekte anpassen kdnnen. Aktuelle Beleuchtungstechnologien wie LEDs und
andere Solid State Beleuchtungslésungen bieten bereits neue Méglichkeiten fur die
Beleuchtungssteuerung, wahrend das Internet der Dinge (loT) eine beispiellose Kon-
nektivitat und Automatisierung ermaéglicht.

Halbleiterrelais stellen mit ihren schnellen Schaltvorgéngen, ihrer langen Lebens-
dauer und ihrer hohen Zuverlassigkeit eine hervorragende Option fur die Integration

FAZIT
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AMPHENOL

Anwendungen fur
Batterie-Steckverbinder

Die Zukunft der Technologie ist auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
ausgerichtet. Die Innovation von Elektrofahrradern, elektrischen Gabel-
staplern und Energiespeichersystemen ist ein wichtiger Schritt in diese
Zukunft, die auf umweltfreundlichen, batteriebetriebenen Losungen
basiert. Mit einer Reihe von Batteriesteckverbindern steht AMPHENOL

an der Spitze dieser Bewegung.

atteriesteckverbinder spielen eine entschei-
Bdende Rolle bei der Gewahrleistung einer
effizienten Energielibertragung und einer zuver-
lassigen Leistung. Das umfangreiche Sortiment
von AMPHENOL liefert robuste Verbindungen,
die spezifische Anforderungen erfillen, ob Stan-
dard oder kundenspezifisch. Die vielseitige Pro-
duktpalette reicht von Steckverbindern fur indu-
strielle Stromversorgungen bis hin zu Steckver-
bindern flr tragbare und stationare Batteriela-
de-/entladegerate und ist fur eine Vielzahl von
Anwendungen geeignet.

Durch fortschrittliches Engineering und Rapid
Prototyping bietet AMPHENOL kundenspezifi-
sche Batteriesteckverbinderldsungen, die genau
auf die Stromversorgung innovativer Designs zu-
geschnitten sind. Kurz gesagt, sie sind langlebig,
vielseitig und an Ihre Bedurfnisse anpassbar und
entsprechen den Industriestandards, um Sicher-

heit und Leistung zu gewahrleisten.
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Batterieverbindungen in
verschiedenen Zielmarkten
und Anwendungen

ESS - Energiespeichersysteme

Eine der wichtigsten Anwendungen fuir Batterie-

ladesteckverbinder sind Energiespeichersysteme
(ESS), die sowohl im gewerblichen als auch im

privaten Bereich immer beliebter werden. ESS

Amphenol

COMMUNICATIONS SOLUTIONS

sind gro3e Stromversorgungsanlagen, die aus
Lithium-lonen-Batterien, Wechselrichtern und
Power Conditioning Systemen (PCS) bestehen.
Die EnergyKlip™-Produktfamilie von AMPHENOL
beispielsweise versorgt die heutigen Hausener-

gieversorgungen:

EnergyKlip™ verwendet eine Kontakttechnologie,
die speziell fir den Energiemarkt entwickelt wur-
de. Die EnergyKlip™ EK160-Steckverbinder kén-
nen bis zu 160A pro Kontakt tragen, wahrend die
EK350-Variante bis zu 350A pro Kontakt unter-
stltzt. Diese Serie umfasst eine optionale IP67-
abgedichtete Version, um die Leistung in rauen
Umgebungen zu gewahrleisten, und ist ideal fir
den Anschluss von Batteriemodulen innerhalb

Abbildung 1a: EnergyKlip™ EK160

Abbildung 1b: EnergyKlip™ EK350

©AdobeStock/Elmira




des ESS. Diese ist sowohl als Kabel- als auch als
Busbarversion erhaltlich und eignet sich fur eine
Vielzahl von Systemkonfigurationen. Das zu-
kunftssichere Design gewahrleistet langfristige
Zuverlassigkeit und Funktionalitat (Abbildung 1a
und 1b).

E-Mobility

Mit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen im
gewerblichen und industriellen Bereich ist eine
deutliche Abkehr von der Abhangigkeit von fos-
silen Brennstoffen zu verzeichnen. Mit der Ver-
flgbarkeit von nachhaltigeren Modellen spielt
AMPHENOL eine wichtige Rolle bei der Uberbrik-
kung dieser Liucke. AMPHENOL bietet hochmo-
derne Steckverbinderlésungen flr EV-Ladesta-
tionen, E-Bikes, E-Roller, elektrische Gabelstapler
und elektrische und hybridelektrische Antriebs-
anwendungen in batterieelektrischen, hybrid-
elektrischen und anderen Elektrofahrzeugen.

Die IPC- oder Industrial Power Connector-Serie
von AMPHENOL (Abbildung 2) ist fur die Aufnah-
me von zwei separaten Kontakten in Abhangig-
keit von der Nennleistung ausgelegt. Sie ist eine
ideale Steckverbinderlésung fur Batteriean-
schlUsse, Ladevorgange in der E-Mobilitat und

andere DC-Verteilungsanwendungen und kann

je nach Nennleistung in der Grof3e variieren. Die
Serie wird haufig in E-Mobilitdtsanwendungen
wie Gabelstaplern, Industrieanlagen und Robo-

tern eingesetzt.

E-Bike

Wenn es um elektrisch angetriebene Fahrzeuge
geht, sind E-Bikes aufgrund ihres geringen Ge-
wichts und ihres Komforts sehr beliebt.

Der Highly Durable Swappable Docking Connec-
tor (Abbildung 3a und 3b) ist ein kundenspezifi-
scher, austauschbarer Batteriesteckverbinder.
Dieser ist mit zwei Strom- und sechs Signalkon-
takten erhaltlich und kann einen Dauerstrom
von 15 bis 70A Ubertragen. Der Steckverbinder
ist fir 10.000 Steckzyklen ausgelegt und ent-
spricht der Schutzklasse IP67, wodurch er fir an-
spruchsvolle Umgebungen geeignet ist.

Elektrowerkzeuge

Elektrowerkzeuge erleichtern das Leben durch
ihre Benutzerfreundlichkeit und kabellose Funk-
tionalitat. AMPHENOLs Portfolio beinhaltet eine
Reihe von Produkten die am besten fur lhre Ap-
plikation geeignet sind, sei es ein elektrischer
Presslufthammer, eine Sage, eine Schleifmaschi-
ne oder eine Bohrmaschine.

el
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Abbildung 4: Akku-Anschluss fiir kabellose
Elektrowerkzeuge oder Staubsauger

Der Akku-Steckverbinder (Abbildung 4) fur kabel-
lose Elektrowerkzeuge und Staubsauger wurde
entwickelt, um eine optimale Stromversorgung
mit hoher Stromkapazitat und aulRergewdhnli-
cher Haltbarkeit zu bieten. Der verbesserte IP-
Schutz und die verlangerte Lebensdauer des
Steckverbinders gewahrleisten eine hervorragen-
de Ubertragung in anspruchsvollen Umgebun-
gen. Mit flexiblen Anschlussoptionen, einschlie3-
lich Wire-to-Wire, Board-to-Board und Wire-to-
Board-Losungen, konnen diese Steckverbinder
an spezifische Arbeitsanforderungen angepasst
werden. Dartber hinaus sind sie RoHS-konform,
verfligen Uber ein hochtemperaturbestandiges
Gehause fir den Betrieb bei Temperaturen von
-15 bis +85°C und bieten eine Steckerpolarisie-

rung fur sichere und zuverlassige Verbindungen.

» Julia Reiterer, +43 1 86305 162

julia.reiterer@codico.com

Abbildung 2: IPC M120

Abbildung 3a: DURASWAP™

Abbildung 3b: DuraEV™
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DINKL

~S01055

Das Herzstlck von Energie-

speicher-Batteriesystemen

§

Die DINKLE Serie 0105 wurde fir den Anschluss von Batteriemodulen

in Energiespeichersystemen (ESS) entwickelt. Sie bietet eine kompakte,
schnelle und stabile Verbindung fir die gangigsten Anwendungen von Ener-
giespeichersystemen im Aul3enbereich sowie fur industrielle und gewerb-
liche Anwendungen. Das Plug-and-Play-Design ermdglicht eine einfache
und schnelle Installation. Es steht eine groRe Auswahl an Steckervarian-
ten fur verschiedene Batteriemodelle und -kapazitaten zur Verflgung.

ie Steckverbindung erfullt die Norm UL4128
Dund halt einer Spannung von 1500V DC
stand. Sowohl der Stecker als auch die Buchse
bieten einen hohen Schutz, der einen elektri-
schen Schlag verhindert, wenn sie nicht verbun-
den sind. Gleichzeitig erreichen sie die Schutzart
IP67 im gesteckten Zustand.

Die Serie 0105 verfugt Uber eine positive und ne-
gative Polaritat und ein verstecksicheres Design,
um Fehler beim Anschluss der Pole einer Batterie
zu vermeiden. Die orange (positiv) und schwarze
(negativ) Farbcodierung ermoglicht eine einfache

Identifizierung der Batteriepole und verringert

das Risiko von FehlanschlUssen.

Der 350A-Stecker verfligt Gber einen patentier-
ten sekundaren Verriegelungsmechanismus, der
ein versehentliches Abziehen verhindert und ei-
nen zusatzlichen Sicherheitsschutz darstellt (sie-
he Abbildung 1).

Bei der Felderdrahtung kann je nach Bedarf zwi-
schen Crimp-, vertikalen Gewindebolzen oder ho-
rizontalen Stromschienen mit Langléchern und
Stromschienen mit Gewindeldchern gewahlt wer-
den. Zu den verfligbaren Schraubenmaterialien
gehoren rostfreier Stahl und verzinktes Eisen, die
je nach Kosten und GroRe ausgewahlt werden
konnen. Schrauben aus rostfreiem Stahl bieten
hoéhere Festigkeit und Korrosionsbestandigkeit,

Mdung 1: Vorteile
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Abbildung 2: Varianten

wahrend Schrauben aus verzinktem Eisen fir in-
dustrielle Umgebungen optimal geeignet sind
(siehe Abbildung 2).

Das um 360 Grad drehbare Design erfiillt die An-
forderungen fir eine blinde Verkabelung und
passt sich dem optimalen Winkel fiir die Schwer-
lastverbindung an, um Fehlsteckungen zu ver-
meiden (siehe Abbildung 3).

Die Serie 0105 unterstitzt Applikationen fur Ener-
giespeicher- und Energietbertragungen, verein-

facht die Verdrahtungen im Feld und verbessert

Uberblick iiber die Produktserie 0105

Abbildung 3: Rotation

& L K

die Energieverteilung. Dies ermdglicht zuverlas-
sigere, schnellere und sicherere Verbindungen
in den typischen Anwendungsbereichen wie zB
Solarkraftwerke, industrielle und gewerbliche
Energiespeicher, groRRe Elektrofahrzeuge und
Verteilerkasten.

Gerne unterstutzen wir Sie bei der Auswahl der
geeigneten Artikelnummern fiir Ihre Applikation.

\ Christian Sichtar, +43 1 86305 134

christian.sichtar@codico.com

ORANGE POSITIVE BLACK NEGATIVE ORANGE POSITIVE BLACK NEGATIVE ORANGE POSITIVE BLACK NEGATIVE

0105-0160

16 - 25mm?

4-6 AWG

76 - 120A

1500

IP 67

0105-0206

RoHS, IP67, 48hrs Saltspray

Terminal Type “ THREADED BOLT BUSBAR THREADED HOLE BUSBAR ELONGATED HOLE

76 -120A 0105-116A
EIC ROV 19 200 - 250A 0105-111A

300 - 350A 0105-112A

BLACK
0105-126A
0105-121A

0105-122A

RoHS, cUL, IP67, 96hrs Saltspray

0105-111B

0105-112B

0105-0120 0105-0220
95 - 120mm?2
3/0 - 4/0 AWG
300 - 350A
1500
IP 67

RoHS, cUL, IP67, 96 hrs Saltspray

0105-116B

0105-126C 0105-116D 0105-126D

0105-121C 0105-111D 0105-121D

0105-122C 0105-112D 0105-122D
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NACHHALTIGKEIT

VORANTREIBEN

Bahnbrechende Energie-

speicherlosungen von SINBON

In der dynamischen Ara des technologischen Fortschritts ist es zu einer
entscheidenden globalen Aufgabe geworden, die Koexistenz von Techno-
logie und Nachhaltigkeit sicherzustellen. Um das Ziel der Vereinten Natio-
nen zu erreichen, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu verwirklichen, spielen
Energiespeichergerate eine zunehmend wichtige Rolle. Ob in Elektrofahr-
zeugen, intelligenten Stromnetzen oder tragbaren elektronischen Geraten,
stabile und effiziente Energiespeicherlésungen sind unverzichtbar.

sinBCn

Is professioneller Anbieter von Design-
ADienstIeistungen fur die Integration elektro-
nischer Konnektivitat ist SINBON Electronics be-
strebt, professionelle und schnelle Energiespeich-
erlésungen anzubieten. Diese sollen in verschie-
denen Bereichen helfen, nachhaltige Energieeffi-
zienzverbesserungen zu erzielen. Im Jahr 2014
wagte SINBON erstmals den Schritt in das Mikro-
grid-Anwendungsfeld und unterstitzte Kunden
bei der Herstellung von Spannungs- und Tempe-
raturerfassungskabeln. Mit der steigenden Nach-
frage nach Strom- und Energiespeicherbatte-
rien plant das Team, seine Aktivitaten in diesem

Abbildung 2: High Voltage, Low Voltage Cable Assembly
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Abbildung 3: Cells Contact System

Bereich auszuweiten. Bis heute decken die hoch-
gradig kundenspezifischen Integrationsdienstlei-
stungen von SINBON Mikrogrid-Anwendungen
ab, einschlieBlich elektronischer Komponenten
fur PV-Systeme, Stromwandler und verschiedene
Energiespeicherschranke. Diese spielen eine kri-
tische Rolle in zahlreichen Anwendungsszenarien
und gewahrleisten eine reibungslose Energieum-
wandlung und sicheren Betrieb. Weiters bietet
SINBON fur Mikrogrid-Anwendungen auch eine
Vielzahl von Kabelkonfektionen und Kabelbau-
men an zB fir den Blitzschutz, netzgekoppelte
Steuerungen und Signalsteuerungssysteme (sie-
he Abbildung 1 und 2).

Auch im Bereich der Energiespeicherschranke ist
SINBON mit Kabelbdumen, Elektrodenmodulen
(Cell Contacting System, CCS) und integrierten
Abdeckplatten hervorragend aufgestellt und
kann entsprechende Produkte fur luft- und flis-
sigkeitsgekuhlte Energiespeicherschranke sowie
fur den Bereich der Heimspeicher liefern (siehe
Abbildung 3).

Die Vorteile der Verwendung von
SINBONS Energiespeicheranwen-
dungsprodukten umfassen:

Hocheffizientes Energiemanagement
Zentralisierte Steuerung und Verwaltung mehre-
rer Energiespeicherkomponenten verbessern die

Energieumwandlungseffizienz des Systems.

Zuverlassigkeit und Sicherheit
Mehrere Schutzmechanismen wie Spannungs-
und Stromuberwachung sowie Fehlerisolierung

sorgen fur einen stabilen Betrieb.

Flexibilitat und Skalierbarkeit

Anpassungsfahig an unterschiedliche GréRen
und Arten von Energiespeichergeraten, das die
Systemerweiterung und -aufristung erleichtert.

Fehlerdiagnose und Wartungskomfort
Zentralisierte Verwaltung erméglicht eine schnel-
le Erkennung und Lokalisierung von Fehlern, wo-
durch Wartungszeit und -kosten reduziert wer-
den.

Die Energiespeicheranwendungsprodukte von
SINBON Electronics zeichnen sich durch einzig-
artige Vorteile aus. Die Produkte verwenden ver-
zinnten Kupferdraht und Aluminiumklemmen
mit UltraschallschweiBtechnologie, welches her-

vorragende mechanische und elektrische Lei-

VERBINDUNGSTECHNIK | IMPULSE

stung sicherstellt und die Zuverlassigkeit des Ge-
samtsystems erhoht. Die verwendeten Materia-
lien sind hinsichtlich Sicherheit und Qualitat aus-
gewahlt, verfigen Uber feuerhemmende Eigen-
schaften und entsprechen vollstandig den UL-Si-
cherheitsstandards, welches wiederum die Pro-
duktsicherheit und -haltbarkeit in verschiedenen
rauen Umgebungen gewahrleistet. Diese Vorteile
machen die Energiespeicheranwendungsproduk-
te hoch wettbewerbsfahig auf dem Markt und bie-
ten Kunden zuverlassige und effiziente Losungen.

Da Produktiterationen und -aktualisierungen
kontinuierlich entstehen, erstrecken sich die
Energiespeicherlésungen von SINBON Uber meh-
rere Anwendungsbereiche, einschlieBlich Elektro-
fahrzeuge, Elektrofahrrader, Elektroroller, Wind-
energie, Solarenergie und das Stromnetz. Damit
fordern sie aktiv die Koexistenz von Technologie
und nachhaltiger Entwicklung. Mit Blick auf die
Zukunft wird SINBON weiterhin in Forschung
und Innovation investieren, um die Fortschritte
in der Energiespeichertechnologie voranzutrei-
ben und robusten Support fiir den globalen Ener-

giewandel zu bieten.

Bitte kontaktieren Sie CODICO fur weitere Infor-
mationen Uber Energiespeicherldsungen.
™ Barbara Schanda, +43 1 86305 152

barbara.schanda@codico.com
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-LIP CEM

Kartenrandverbinder mit Erweiterung

Amphenol

COMMUNICATIONS SOLUTIONS

der differentiellen SignalUbertragung

Der PCle® Gen 5 Flip CEM, ein vertikaler Kartenrandverbinder im Raster-
mal3 1,0mm, folgt dem Standard-PCle®-Steckverbinder. Die neue Genera-
tion wurde mit Kontakten vom Typ »JJ« oder »LL« entwickelt, was zu einer

maximalen Einsparung von bis zu 19,5% an Leiterplattenflache bedeutet.
Der aktuelle Flip CEM unterstitzt 32Gbps (Gen 5) und die Steckerseite
ist abwartskompatibel mit PCle® 4/3/2/1-Karten.

er Flip CEM ist ideal fur Anwendungen, bei
Ddenen der PCle®-Stecker nahe am Rand der
Leiterplatte platziert werden muss. Der Flip-CEM-
Steckverbinder mit »JJ«- oder »LL«-Kontakten kann
verhindern, dass die Leiterbahn in den Steckver-

binder hineinragt und einen »Stub« verursacht.

Sollte der Platz auf der Leiterplatte begrenzt sein,
insbesondere in der Nahe des Leiterplattenran-
des, bietet der Flip-Steckverbinder Vorteile so-
wohl fir die Signalintegritat als auch fir das

Breakout-Routing. Standard-Kartenrandverbin-

»JJ« Version

52 | 20242

der benétigen zusatzlichen Platz aulRerhalb des
Footprints fur den Breakout oder verwenden
VIPP-Design, welches die Kosten erhoht. Der Flip-
CEM-Breakout befindet sich innerhalb des Foot-

prints und bendtigt keinen zusatzlichen Platz.

Die »JJ«- und »LL«-Varianten der PCl Express® Flip
CEM Kartenrandverbinder, die fir Gen 6 ausge-
legt sind, werden in Kurze auf den Markt kom-
men.

\ Julia Reiterer, +43 1 86305 162

julia.reiterer@codico.com

- STANDARD-TYP | FLIP-TYP

Loétpad zu

PCB-Kante ooy

2,00mm

1,90mm 0,50mm

5,60mm 4,20mm

0,53%2,00mm 0,53x1,40mm
1,50/3,60mm

Lotpad zu
3’60/3’60mm

»LL« Version

EIGENSCHAFTEN - VORTEILE

Kontakttypen »JJ« und »LL« verfugbar — < »
Unterstitzt X8- und X16-
Standardverbindungen gemaRR <« »
PCI-SIG CEM-Spezifikation
Ruckwartskompatibel =~ < »
Hologenarmes Material < »

Erfullt unterschiedliche Létanforderungen
Bietet hervorragende Leistung und
zusatzliche Optionen fir Anwendungen
mit extremer Bandbreite

Ruckwartskompatibel mit Gen 1/2/3/4

Erfillt die Anforderungen
der nachsten Generation

(©AdobeStock/lan
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NEXT STEP

YAMAICHIs Y-Circ P Serie mit
zusatzlichen Crimp-Kontakten

Mit dem Push-Pull Rundsteckverbinder Y-Circ P bietet YAMAICHI diverse
Steckerserien in IP50 und IP68 in unterschiedlichen Grof3en, Polzahlen
und Kontaktarten an. Zur Abrundung des Portfolios sind ab sofort neue

VERBINDUNGSTECHNIK | IMPULSE
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Crimp-Kontakte mit einem Durchmesser von 1,6 und 2,0mm erhaltlich. QR Crimp Grofe 18

iese konnen fur Polbilder in GréR3e 15 und
D 18 geliefert werden. Die dafur notwendigen
Kontakte mit 1,6mm Kontaktdurchmesser ste-
hen in Ausfuhrungen fur 0,5-1,0mm?2 sowie 1,0-
1,5mm? Litzenquerschnitte zur Verflgung, die
2,0mm Variante entsprechend fur Querschnitte
bis 4,0mm?2,

Y-Circ-P-Crimp Grof3e 15

Wichtige Erweiterung fur
Hochspannungspolbilder
Dabei stehen beide Kontaktdurchmesser in Ma-

Mischpolbilder, die YAMAICHI in kurzer Zeit und
ohne hohe Investitionskosten realisieren kann.

le- und Female-Ausfihrung bereit, um sich jegli- [ 505 ]
\ Christian Sichtar, +43 1 86305 134
christian.sichtar@codico.com

chen Anwendungsfallen anpassen zu kénnen.
Die Crimp-Kontakte sind neben den Serienarti-
keln eine wichtige Erweiterung fir Hochspan-
nungspolbilder und andere kundenspezifische

.YAMAICHI

ELECTRONICS
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FunctionMAX Floating
Board-to-Board Steckverbinder

In jungster Zeit hat HIROSE seine Forschungs- und Entwicklungsanstren-
gungen auf zwei Schlusselthemen konzentriert: Floating Interface Design
und Hochgeschwindigkeitsubertragung. Die Steckverbinder wurden ent-
wickelt, um der Nachfrage nach schwimmend gelagerten Steckverbindern
gerecht zu werden, die Montageversatz in Anwendungen mit mehreren
gestapelten Steckverbindern ausgleichen zu kénnen.

ie der Name »FunctionMAX« bereits an-
Wdeutet, handelt es sich bei dieser Produkt-
familie von HIROSE um Board-to-Board-Steckver-
binder, die alle Anforderungen des Industrie-
marktes mit maximaler Funktionalitat erfullen.

Dank des breiten Portfolios kénnen die Functi-
onMAX-Steckverbinder in einer Vielzahl von In-
dustrieanwendungen eingesetzt werden und
sind in der Lage, hohe Stréme und Ubertragungs-
geschwindigkeiten zu bewaltigen.

FX23/23L

Schwimmende Verbindungen korrigieren
Ausrichtungsprobleme durch Montagefehler
Die schwimmende Konstruktion bietet wahrend
des Steckvorgangs ein gewisses »Spiel« zwischen
den Kontakten, so dass der Steckverbinder Aus-
richtungsfehler ausgleichen kann. Gewohnliche
Steckverbinder kénnen nur verwendet werden,
wenn die Mittellinien perfekt ausgerichtet sind.
Floating-Steckverbinder kénnen auch dann ver-
wendet werden, wenn die Mittellinien nicht per-
fekt ausgerichtet sind. Die Verbindung bewegt
sich mit dem Gegenstecker.




HIROSE
HRS e
EUROPE BV.

Vorteile

Mehrere schwimmende Steckverbinder kénnen

auf derselben Leiterplatte verwendet werden.

Die Steckverbinder tragen zum Design des
Gerats bei, indem sie Montagefehler absorbie-
ren und dazu beitragen, dass weniger Nachar-
beit erforderlich ist.

Der Federteil des Steckverbinders absorbiert

Spannungen, die durch Ausrichtungsfehler ver-
ursacht werden. Dadurch wird die Belastung
der montierten Teile verringert. Dies erhoht
auch die Zuverlassigkeit und verhindert Risse
in der Lotstelle.

Hochgeschwindigkeitsiibertragung

Die Steckverbinder von HIROSE erfullen mitihrer
soliden Leistung und ihrem Design die Anforde-
rungen der Hochgeschwindigkeitskommunikation
in Bereichen wie Telekommunikation, Automobil,
Fabrikautomation und medizinischen Geraten.

FX20 Serie mit 0,5mm Raster

Steckerseitig ist eine Floating-Technik integriert,
welche Toleranzausgleiche beim Einsatz mehre-
rer Stecksysteme, vibrationsbedingte Verschie-
bungen als auch andere Designtoleranzen in XY-

Richtung von +0,6mm Minimum absorbiert.
Buchsenseitig werden hocheffektive Doppelkon-
takte eingesetzt, die jeweils eine eigene Vibrati-
onsfestigkeitscharakteristik durch unterschiedli-
che Kontaktkrafte aufweisen.

FX23/23L Serie mit 0,5mm Raster
Diese Serie vereint zwei Funktionen in einem
Steckverbinder: schwimmende Kontakte und
Hochgeschwindigkeitstubertragung. Der Steckver-
binder hat einen hybriden Aufbau mit Leistungs-
und Signalkontakten. Vier integrierte Leistungs-
kontakte, die jeweils bis zu 3A Gbertragen kon-
nen, sind platzsparend entlang der Steckkontak-
te angeordnet. Die Signalkontakte kénnen jeweils
0,5A Ubertragen. Die Steckverbinder sind auch
far die Verwendung von Schutzlacken geeignet,
die nach dem Loten aufgebracht werden.

FX26 Serie mit 1,0mm Raster

Diese hochspezialisierte Serie wird mit dem Ziel
entwickelt, ein Produkt mit Spezifikationen zu
schaffen, die fir den Einsatz im Maschinenraum

gsmm gsmm
20-120

Anzahl der Kontakte [PIPi]
Parallel (15-30mm)
gewinkelt
Nennstrom/

gewinkelt

keitstibertragung

Zusatzliche
Eigenschaften

Parallel (8-30mm)

0,5A/3A, AC 50V

iOIsmm iO'Gmm
bis 20 85°C bis2u 105°C
Hochgeschwindig- 8Gbps
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geeignet sind. Die Zwei-Punkt-Kontakte verfiigen
Uber eine vibrationsbestandige und schwimmen-
de Konstruktion, die sicher in Umgebungen mit
standigen Vibrationen und hohen Temperaturen
bis zu 140°C eingesetzt werden kénnen. Die Floa-
ting-Struktur 16st das Problem des Kontaktver-
sagens aufgrund von Vibrationen.

FX27 Serie mit 0,80mm Raster
Die FX27-Serie ist ein Floating-Edge-Card-Steck-
verbinder, der fir Anwendungen entwickelt wird,
die PCl Express Gen 1 (2,5Gbps) Hochgeschwin-
digkeitsdatenubertragungen erfordern. Die
Struktur der FX27-Serie zeichnet sich durch eine
flexible Steckhohe aus, die von der Lange der In-
terposer-Leiterplatte abhangt. Der FX27 liefert
maximale Flexibilitat im Design mit der Option,
die urspringliche Interposer-Leiterplatten-Kom-
bination durch Chipkomponenten individuell an-

zupassen.

[ 506 J
» Julia Reiterer, +43 1 86305 162
julia.reiterer@codico.com

1,0mm 0,8mm

20-60 40-120

Parallel (12-25mm)  "arallel (~22mm)

gewinkelt
0,7A, AC 125V 0,5A, AC 100V
+0,7mm +0,6mm
bis zu 140°C bis zu 105°C
2,5Gbps

Power/Signal Hybrid
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/UVE

RLASSIG

/GO5HV-Serie: Steckverbinder fur

hohe Temperaturen und Spannungen

Aufgrund seines einzigartigen Gehausedesigns ist der ZGO5HV hochspan-
nungsfest und halt Spannungen bis zu 3.000V AC stand. Dies gewahrlei-
stet ausreichende Luft- und Kriechstrecken zwischen den Kontakten,
sodass er hohen Nennspannungen standhalten kann und gleichzeitig

kompakt bleibt.

ie ZGO5HV-Baureihe von HIROSE ist auf-
Dgrund ihres innovativen Designs und der
verwendeten Materialien besonders fur raue
Umgebungen geeignet und arbeitet zuverlassig.
Der Steckverbinder ist temperaturbestandig bis
125°Cund kann daher auch in der Nahe von Mo-

toren eingesetzt werden.

Die Tiefe des ZGO5HV bietet Schutz vor Strom-
schlagen, verhindert Berihrungen der Kontakte

56 | 2024:2

und erhoht die Montagesicherheit. Das Design
des Steckverbinders verfligt Giber eine CPA-Funk-
tion zur Sicherung der Kontaktposition, die ein
einfaches Stecken gewahrleistet und eine unvoll-
standige Verbindung verhindert.

Die doppellagige Federkonstruktion und der 3-
Punkt-Kontakt bieten eine hervorragende Kon-
taktzuverlassigkeit und eine optimale Vibrations-
festigkeit.

IROSE

Hi
HG
EUROPE BV.

Der ZGO5HV ist ein Wire-to-Board-Steckverbin-

der flr Leitungen von AWG 22 bis 24 und ist in
Schwarz oder Orange erhaltlich.

Geeignete Anwendungen sind zB Batteriepacks
und Automobilanwendungen.
S07
\ Julia Reiterer, +43 1 86305 162

julia.reiterer@codico.com

—

+ Kontaktabstand [mm]: 3,3

* Anzahl der Kontakte: 6

* Nennstrom [A]: 1

* Nennspannung [V]: AC/DC 1000

* Betriebstemperaturbereich [°C]:
-40 bis +125

* Steckzyklen: 30

+ Anschluss AWG: 22-24

+ Automotive-Standard-konform

8
s
3
3
2
3
2
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WASSERDICHT

Die CPT1 Serie von CVILUX

CPT1 ist ein wasserdichter Steckverbinder, der speziell fir Wire-to-Wire-
Anwendungen entwickelt wurde. Die Serie ist ideal fur anspruchsvolle
Umgebungen und kann in industriellen und kommerziellen Transport-
anwendungen eingesetzt werden, zB am Motor oder Getriebe, unter
der Motorhaube, am Fahrgestell oder in der Fahrerkabine.

ie aus UL94-VO-Thermoplast gefertigte
DSteckverbinderserie halt einem groBen
Temperaturbereich von bis zu 125°C stand und
ist dank der IP67-Schutzklasse wasser- und
staubdicht. Der integrierte Verriegelungsmecha-
nismus bestatigt das korrekte Einstecken des
Steckers und verhindert ein unbeabsichtigtes L6-

sen der Verbindung bei Vibrationen.

Um die Designflexibilitat zu erh6hen und anwen-
dungsspezifische Anforderungen zu erfillen,
sind verschiedene Modifikationen verfligbar. Zu
den Optionen gehoren Keilverriegelungen fur die
Kontakte sowie eine Vielzahl von Farben fir das
Gehause. Die Keilverriegelungen sorgen fur die
korrekte Ausrichtung der Kontakte im Steckver-
binder.

RECEPTACLE WEDGELOCK

RECEPTACLE CONNECTOR

PIN CONTACT SOLID

Installation der CPI1 Serie

PLUG WEDGELOCK

“ Cvilux
)& Corporation

Erhaltlich in Ausfihrungen mit 2, 3, 4, 6, 8 und
12 Kontakten und Strémen bis 13A.

Fur Schaltungen auf Signalebene in rauen Um-
gebungen, in denen selbst die geringste Beein-
trachtigung der Verbindung kritisch sein kann,
bieten die Universalsteckverbinder der Serie
CPT1 die erforderliche Zuverlassigkeit und Lei-
stung zu niedrigsten Kosten.
[ 508
» Julia Reiterer, +43 1 86305 162

julia.reiterer@codico.com

PIN CONTACT SOCKET

PLUG CONNECTOR
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Die UTL-Serie ist dank ihrer hohen Dichtigkeit (IP68/IP69K) und extremen
UV-Bestandigkeit mit F1-Material nach UL746C sehr erfolgreich auf dem
Markt fur industrielle AuBenanwendungen. Das neue Hybrid-Layout
4W4 ist ideal fur Batterieanwendungen. Es spart nicht nur Platz, indem
es zwei separate Steckverbinder durch eine einzige Steckverbinder-
|6sung ersetzt, sondern tragt auch zu Kosteneinsparungen bei, indem
es die Lagerhaltung reduziert und die Effizienz des Gesamtsystems

verbessert.

er Hybrid-Steckverbinder UTL 4W4 von SOU-
D RIAU verfligt Gber Strom- und Signalkontak-
te, die nahtlos in ein kompaktes Design integriert
sind. Dieser innovative Steckverbinder rationali-
siert die Lagerhaltung, vereinfacht die Entwick-
lungsprozesse und senkt somit die Kosten.

Urspringlich fur das Laden von Batterien im Con-
sumer-Bereich entwickelt, kann das Layout 4W4

jeweils bis zu 44A auf 4 Kontakten gleichzeitig

Ubertragen. Der Leiteranschlussbereich reicht
von 1,5 bis 10mmz2 (AWG16 bis 8). Um die hohen

Strome dauerhaft gewahrleisten zu kdnnen, ver-

fagen die Hochstromkontakte UGber eine versil-
berte Oberflache mit guter Warmeleitfahigkeit
und geringem elektrischen Ubergangswider-
stand. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kon-
taktkrafte, die dem System eine Mindestzahl von
1.000 Steckzyklen verleihen.

Die 4 zusatzlichen Steuerleitungen mit Quer-
schnitten von 0,05 bis 2,50mm? (AWG30 bis 14)
ermoglichen die Realisierung einer elektroni-
schen Batterieiberwachung (BMS), eines CAN-
Busses oder einer Ethernet-Schnittstelle. Durch

die Integration von Last-Mate First-Break-Kontak-

SOURIAU

ten ist das System auch fiir das Stecken und Tren-
nen unter Last geeignet.

Darliber hinaus verfugt die UTL-Serie Gber ein
Push- & Press-to-Release-Kupplungssystem, das
auch bei Blindsteckungen eine schnelle Verbin-
dung ermdglicht und durch ein hérbares Klicken
eine sichere und korrekte Verbindung bestéatigt.
Durch die geringe GroRe und den einfach zu be-
dienenden Verriegelungsmechanismus kann der
Stecker auch mit Arbeitshandschuhen leicht be-

dient werden.

Im Gegensatz zu herkdmmlichen Steckverbin-
dern fir Ladestationen, die nur wahrend des La-
devorgangs verbunden werden, ist die UTL 4W4-
Serie fur eine dauerhafte Verbindung tber einen
weiten Betriebsbereich ausgelegt. Das Stecksy-
stem bietet mit IP68/69K einen optimalen Schutz
gegen das Eindringen von Fremdkdrpern und
Wasser, ist vibrationsfest und hat eine hohe UV-
Bestandigkeit.

©AdobeStock/Thijs




UTL 4W4-Plug & Receptacle

Das Design bietet auch im ungesteckten Zustand
einen guten Schutz, insbesondere an der Buchse,
welche in der Regel auf der Batterieseite mon-
tiert wird. Mit Hilfe der federnden Verschlusskap-
pe kann dort auch ohne Kabelstecker die Schutz-

art IP44 erreicht werden.

Der Stecker ist optimal fir umspritzte Kabello-
sungen geeignet. Fur Kleinserien oder Prototy-
pen steht optional ein Endgehause zur Verfligung.
Auf Wunsch kann eine Variante ohne selbstver-

riegelnde Kappe bestellt werden.

Die UTL 4W4-Serie eignet sich neben dem An-
schluss von Batterien auch optimal fur groRe-
re Industriegerate wie Klimaanlagen, kleine Bau-

maschinen, Bautrockner und tragbare Beleuch-

tungslosungen. Sie erlaubt Entwicklern den Platz-
bedarf zu optimieren, ohne Abstriche bei der Lei-
stung machen zu mussen. Ob in der Telekommu-
nikation, im Automobil oder in der Industrie, die-
se Steckverbinderserie bietet unibertroffene

Zuverlassigkeit und Konnektivitat.
Zusammenfassu ng

Robust

+ IP68/69K in gestecktem Zustand

- Gefederte Verschlusskappe 1P44

+ F1 geprufter Kunststoff, UV Bestandigkeit
fur mindestens 5 Jahre

+ Salzspruhbestandigkeit: >1.000 Stunden

- |deal fur feuchte, korrosive, stark vibrierende

und andere raue AuBenumgebungen

Eine CODICO Erfolgsgeschichte

8 Jahre CODICO Sample Shop:
Beratung auf héchstem techni-
schen Niveau.

or fast genau acht Jahren ging CODICO mit
Vdem Sample Shop online. Damaliges Ziel
war es, bestehenden und potentiellen Kunden
einen echten Mehrwert zu bieten - schon zu Pro-
jektbeginn Muster online zur Verfligung zu stel-
len und dem Kunden bereits bei der Musterbe-
stellung mit Beratung und technischer Kompe-
tenz zur Seite zu stehen. CODICO beweist, dass
auch in der Online Welt personlicher Kontakt und
fachliche Unterstitzung moglich sind. Der Sam-
ple Shop bietet den Internet-Usern heute Gber
5.500 Musterartikel. Davon sind die meisten Ar-

tikel kostenlos, nur wenige kostenpflich-

tig. Der Fokus der Muster-Produktpalette
liegt im Bereich der aktiven und passiven
Bauteile. Die meisten Hersteller kommen aus
dem Powerline Kommunikations- sowie aus dem
Kondensator- und Relaisbereich, um nur einige
wenige Einsatzbereiche zu nennen.

Der Shop punktet neben dem Vorteil des kosten-
losen Versandes durch seine Bedienerfreundlich-
keit, durch die rasche Lieferung der Produkte
und durch professionelle Selektierungsmoglich-
keiten, die fur den Kunden das richtige Muster
auswahlen. Daruber hinaus wird dem User der
entsprechende Ansprechpartner angezeigt - der
echte Spezialist, welcher sich mit seinem fach-

VERBINDUNGSTECHNIK | IMPULSE

Sicher

+ UL, CSA und IEC qualifiziert

* 4 Powerkontakte bis 44A gleichzeitig

+ Last-Mate First-Break Signalkontakte

* Anschluss und Trennung unter Last moglich

* Berlihrungssicheres Design

Schnell

+ Schneller und einfacher Steckvorgang:
Push-Lock Verriegelung & Blindsteckung

+ Hor- und fuhlbarer »Klick« zur Bestatigung
des Steckvorgangs

+ Hohe Steckzyklen (mind. 1000)

Entdecken Sie neue Moglichkeiten fur lhre De-
signs und kontaktieren Sie uns fur weitere Infor-
mationen oder Unterstlitzung.

\ Christian Sichtar, +43 1 86305 134

christian.sichtar@codico.com

* Mobility (leichte EVs, Motorrader,
Lastenfahrrader, kleine Boote)

* Robotik (UGVs, Logistik, Industrie,
Sicherheit, Drohnen)

* Hybride Gelandefahrzeuge

* Anbauten flr Fahrzeuge

+ Baumaschinen

lichen Know-How um alle Fragen

und die Beratung kiimmern wird.
Der Kunde erhalt bei einer Bestellung aus dem
CODICO Sample Shop neben dem gewtlinschten
Produkt falls nétig auch den gewohnten Design-
In Support.

Probieren Sie es selbst aus!
Auf www.codico.com/shop wartet das passende
Sample oder Demo Board. Wir wiinschen ein er-
folgreiches Online-Shopping-Erlebnis!
[ D02)
N Miriam Kaitan, +43 1 86305 129
miriam.kaitan@codico.com

20242 | 59



IMPULSE | CODICO KALENDER

A NTE

¥

L
Leonardo
BAZZACO

KTIVE BAUELEME

i |
André
EHLERT

Christian

FORTHUBER

CODICO Kalender

Christian

GANGL

Klaus Vasily
BUCHENBERG BUDKO

Andreas
DIRSCHL

Irina
GROISS

Andreas
GUSTAVSSON HANAUSEK

. Mikael
KALLSTROM

Wolfgang
KOLLER

Johannes
KORNFEHL

Petra
LANDSCHAU

Jean-Baptiste
PINCHON

Sy
Andreas
POLZER

e
Sergio Jurge
ROSSI SOMMER

Heike Joachim
STRECKFUSS STROHSCHENK

Sven
KRUMPEL

Karin
KRUMPEL

Vereinbaren Sie
lhren Termin:

Birgit
PUNZET

J
KREJCAREK

h
ly

Monika
EMERESZ

odico.com

Marco Ralf Nicodin
ZUCKMANTEL TYMOSCH TURDEANU

Miriam Isabell
KAITAN SCHALLER

60 | 2024:2

MARKETING

Veronika
KLIMASCHEWSKI



CODICO KALENDER | IMPULSE

electronica2024

PASSIVE BAUELEMENTE

=~ R

A,

Michael Senko Matteo Srecko -Adriano Sebastian
BLAHA BROSTMEYER DADATI DRAZIC GASPARONI GEBHART

- |
Arnold Yasunobu Sebastian
GEITZENAUER IKUNO KLUS KUUSRAINEN

Samir Bernadette Matteo Florence Antonello
LAMCHAOURI MOSTLER NERVO ORTOLAN ROSA

|

Raffael Robert Roland Jurgen Wolfgang ! Vanessa
SOFFRIED STANISZEWSKI TRIMMEL WALKER WEISS ZABEHLICKY

/.
\/

Ezio . Jorg René Thomas Christian
DE CHIRICO HALLER KAMPFER NIX

electronica 2024

Weltleitmesse und Konferenz
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VERBINDUNGSTECHNIK
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Nicole
Rott

Liebe Impulse-Leser, ich freue mich, mich in dieser Ausgabe unseres Magazins
bei lhnen vorstellen zu dirfen.

Mittlerweile arbeite ich seit acht Jahren bei der Firma CODICO und habe in
dieser Zeit viele wertvolle Erfahrungen sammeln kénnen. Nach drei Jahren
im Verkaufsinnendienst bot sich mir nach einer kurzen Babypause die Gele-
genheit, in das Team der Produktmanager zu wechseln. Ich begann als Assi-
stentin im Team und habe nach diversen technischen Schulungen inzwischen
die Verantwortung fur die elektromechanischen Power-PCB-Relais tibernom-
men, was es meinem Kollegen Michael Blaha ermdéglicht, sich langsam in
seine wohlverdiente Altersteilzeit zurtickzuziehen.

Besonders beeindruckend finde ich den einzigartigen Zusammenhalt und
den Charme, den ich in einem so grof3en Unternehmen wie CODICO zuvor
noch nie erlebt habe. Die Geschaftsleitung ist genauso greifbar und zuganglich
wie alle anderen Mitarbeiter, dies schafft eine sehr angenehme Arbeitsatmo-
sphare.

Als Mutter von zwei kleinen Kindern schatze ich die Flexibilitat, die CODICO
uns Eltern bietet, sehr. Die Méglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, Teilzeit
oder Gleitzeit zu nutzen, ist ein Luxus, den ich nicht fur selbstverstandlich hal-
te. Diese Flexibilitat ist fur mich besonders wichtig, da ich in Wiener Neustadt
wohne und somit etwa vierzig Kilometer von der Firma entfernt bin. Mit zwei
Kindern ist es oft eine logistische Herausforderung, alles unter einen Hut zu
bringen.

In meiner Freizeit, wenn ich nicht gerade mit meinen Kindern unterwegs bin,
findet man mich meistens mit einem Buch oder E-Reader in der Hand. Ich
liebe Bucher. Ich lebe Buicher.

Mein Motto lautet: »Ein Leben ohne Blicher ist méglich, aber sinnlos.«

[ D03
W Nicole Rott, +43 1 86305 313
nicole.rott@codico.com
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steIIt sich vor!

Franz-Joseph
ToiﬂJ d

Liebe Impulse Leser, mein Name ist Franz-Joseph Toifl und ich bin der Ku-
chenchef hier bei CODICO. Mein Weg zu CODICO war wohl nicht der alltag-
lichste, da alles nur mit einer Idee begann: Nach dem ersten Corona-Lock-
down wieder Schwung in das Biro zu bringen und die Kollegen zu verkdstigen.
Was als »Pop-Up Kitchen«in der Kiiche des Central Park geplant und gestartet
wurde, hat sich mittlerweile, statt der geplanten 3 Monate, auf Uber 4 Jahre
ausgeweitet, in denen ich meine Kollegen hier bei CODICO mit meinen Menus
verwdhnen darf.

Ich versuche, mit meinen Ments moglichst alle Geschmacker zu treffen und
das Wohlbefinden zu steigern. Im Laufe der Jahre habe ich natirlich auch
schon die ein oder andere Eigenheit meiner Kollegen beim Essen herausge-
funden und gehe weitestmdoglich auf alle Wiinsche ein, da es mir in meinem
Job schon immer ein Bedurfnis war, dass meine Gaste gltcklich sind.

Um gutes Essen auf den Tisch zu bekommen, muss naturlich auch gute Qua-
litdt in den Einkaufswagen gepackt werden. Daher bin ich sehr froh, dass ich
hier bei CODICO, die beispiellose Unterstiitzung von Sven und Karin Krumpel
habe und die Méglichkeit bekomme, auch genau das zu tun. So koche ich
taglich fir meine Kollegen mit hochwertigen Zutaten und sehe sie im besten
Fall mit einem Lacheln im Gesicht zurlick zu ihren Schreibtischen gehen.
Jeder, der bereits die ein oder andere Runde durch den Central Park bei
CODICO gedreht hat oder regelmaRig bei mir zu Gast ist, wird auch schon
meine ausgepragte Vorliebe fir laute und rockige Musik bemerkt haben, die
taglich aus der Kuche hallt. Wie heifl3t es so schon: Alle kdnnen gute Musik
héren, ich muss sie nur laut genug aufdrehen.

Als Ausgleich zu meiner Arbeit verbringe ich, soweit moglich, viel Zeit mit
meinen drei Kindern und versuche sie bestmdglich bei all ihren Schritten zu
unterstltzen. Bei einem Alter von gerademal 1, 3 und 4 Jahren ist das manch-
mal recht herausfordernd, aber umso mehr geniefBe ich die Zeit mit ihnen,
wenn sie glucklich und zufrieden sind. Ansonsten bin ich gerne mit dem Rad
oder zu FuB in der Natur unterwegs, um mich fit zu halten und die frische
Luft zu genieBen - auch das natirlich immer begleitet von ausreichend Mu-
sik.
D04

N Franz-Joseph Toif], +43 1 86305 359
franz-joseph.toifl@codico.com



Fatima
Biscocho-
Faustino

Liebe Leserinnen und Leser, mein Name ist Fatima Biscocho-Faustino. Nor-
malerweise begrife ich Sie gleich beim Betreten des CODICO Headquarters,
heute darf ich Ihnen auf diesem Weg Hallo sagen. Meine Aufgabe umfasst
die Betreuung des Empfangs, ich bearbeite Mails und Fax (ja, die gibt es auch
noch), filtere Spams raus und versuche, allen Gasten und Kollegen das Gefuhl
zu geben, willkommen zu sein. Mittlerweile arbeite ich schon seit Uber vier
Jahren hier. Mein Anfang war durch den Lock Down gepragt: Fast alle Teams
salRen im Home Office und das Gebaude befand sich mitten im Umbau. Aber
gemeinsam haben wir das alles gemeistert, und trotz der Umstande hatte
ich einen guten Start. CODICO ermdglicht es mir, in Teilzeit (23h/Woche) zu
arbeiten, sodass ich neben meiner Arbeit auch noch genug Zeit fir meine
Kinder habe. Das bedeutet mir sehr viel.

Meine Kollegin Barbara und ich sind ein eingespieltes Team. Wir kennen uns
gut, wir wissen, wie der andere tickt, und wir helfen uns gegenseitig. Das
macht mir hier besonders viel Freude. In meiner Funktion versuche ich eine
feel-good Atmosphare zu verbreiten. Es ist mir wichtig, hilfsbereit und zuvor-
kommend zu sein.

Die haufigste Frage, die mir hier gestellt wird und wie ich den Menschen hier
im Haus eine Freude machen kann: »Hast du etwas StiRes?« Und ja, da kdnnen
wir meistens aushelfen.

Meine Eltern stammen von den Philippinen, ich bin hier in Wien geboren und
aufgewachsen. Zu meiner Familie gehdren mein Mann, der ebenfalls von den
Philippinen kommt, sowie meine neunjahrige Tochter und mein sechsjahriger
Sohn. Fir ihn startet dieses Jahr die Schule - darauf freue ich mich schon.
Meine Muttersprache ist Deutsch, aber ich spreche auch Tagalog. Mit meinen
Eltern habe ich Tagalog gesprochen, und in meiner ehemaligen Arbeit bei der
philippinischen Botschaft, wo ich 12 Jahre tatig war, konnte ich meine Tag-
alog-Kenntnisse anwenden und verbessern. In meiner Familie wird kunter-
bunt Deutsch, Englisch und Tagalog durcheinander gesprochen. Allerdings
verstehen meine Kinder mehr und hatten die philippinische Sprache gerne
noch besser gelernt.

Diesen Sommer habe ich meine Familie auf den Philippinen besucht - das
erste Mal seit finf Jahren. Ich habe dort Urlaub gemacht, Verwandte besucht,
mit den Kindern viel Zeit am Strand verbracht, wir waren schnorcheln und
haben sehr gut und viel gegessen (mein Geheimtipp: das typisch philippini-
sche Gericht Adobo). Zu Hause koche ich nur philippinisch. Seit meinen
Schwangerschaften sind Kochen und Backen meine Leidenschaft. Es macht
mir Freude, fir andere etwas zu kochen. Meine Arbeitskollegen lieben meine
Zimtschnecken. Im Oktober mache ich einen Macaron-Kurs in Wien. In einer
Viergruppe erlernen wir, Macarons selbst zu machen. Nachdem ich einmal
die original franzésischen (von Pierre Hermes) gekostet habe, méchte ich das
auch selbst schaffen!

Ich freue mich sehr, ein Teil der CODICO-Familie zu sein und das Team zu un-

terstitzen.
W Fatima Biscocho-Faustino, +43 1 86305 368
fatima.biscocho-faustino@codico.com
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Monika
Emeresz

Normalerweise gehort es zu meinen Aufgaben, die Texte der Impulse Korrektur
zu lesen, aber diesmal darf ich mich selbst vorstellen. Ich habe im Februar
2020 begonnen, in der Marketingabteilung zu arbeiten. Nur knapp drei Wo-
chen spater sollte ich mit auf die embedded world fahren, und ich habe mich
schon darauf gefreut, viele neue Kollegen erstmalig persénlich zu treffen, den
Messestand und das Messespiel zu sehen und Uberhaupt die Atmosphare der
Branche kennen zu lernen. Doch Corona hat uns einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Die Entscheidung, nicht an dieser Messe teilzunehmen, ist wirk-
lich sehr knapp davor gefallen - wir wollten am nachsten Tag nach Nurnberg
fahren und unser Messestand war schon fast fertig aufgebaut.

Zwei Jahre lang gab es keine Messen und auch keine legendare CODICO Weih-
nachtsfeier, von der mir bereits begeistert berichtet wurde. Die erste Academy
Week - »das« Get-Together aller Mitarbeiter viermal im Jahr, konnte ebenfalls
erst im September 2021 wieder stattfinden. Jetzt, wo die vielen Messen uns
alle im Marketing zeitmaRig stark beschaftigen, fragt man sich, was wir in die-
sem Jahr denn eigentlich so gemacht haben. Aber 2020 gab es andere Schwer-
punkte und wir haben verstarkt an unserer Online-Prasenz gearbeitet, Webi-
nare organisiert, sind im Oktober mit dem Relaunch unserer Website live ge-
gangen, und der Newsletter, den wir monatlich verschicken, stand ebenfalls
besonders im Fokus. Die Organisation des Newsletters fallt in meinem Verant-
wortungsbereich und zahlt zu meinen Lieblingsaufgaben. AuRerdem bin ich
auch fir die Weihnachtsaktion zusténdig. Der Weihnachtsgeschenkeversand
war 2020 durch die vielen Anderungen eine besondere Herausforderung. Ge-
meinsam mit meinen Kollegen aus der Logistik und dem Lager haben wir sie
aber gut gemeistert. An dieser Stelle vielen Dank fur die Unterstitzung!

War es durch Corona schwieriger, neu zu beginnen? Absolut nicht. Geduldige,
freundliche Kollegen, die sich wirklich Zeit nehmen, Aufgaben zu erklaren, groR-
artiger IT-Support und perfekte Unterlagen in Form von Arbeitsanweisungen
haben den Einstieg leicht gemacht. AulRerdem wird mit regelmaRigen Schulun-
gen ganz stark auf Weiterbildung gesetzt. Mit dem Englischkurs in einer Klein-
gruppe hat man mich sehr gliicklich gemacht, genauso mit der Méglichkeit,
zweimal pro Woche in der Mittagspause Sport zu betreiben. Ich habe am Welt-
tag des Buches Geburtstag und das passt wirklich sehr gut zu mir. Meine Eltern
haben schon friih erkannt, dass man mich mit einem Buch perfekt beschaftigen
kann, und das hat sich bis heute nicht geandert. Glicklicherweise gibt es jetzt
eBooks, die verhindern, dass die Einrichtung zu Hause nur aus Blichern besteht.

Ansonsten fuhle ich mich am wohlsten mit Sand unter meinen FuRen - gerne
am Meer, aber am liebsten auf einem Beachvolleyballplatz. Eine Leidenschaft,
die ich mit meinem Ehemann teile. Auch wenn schon mal die Schulter, der
Ellenbogen oder die Achillessehne schmerzen, werde ich so lange spielen,
bis mich die Vereinskollegen vom Platz jagen. Glucklicherweise altert die
Mannschaft ja mit. Unser Platz liegt - idealer konnte es kaum sein - gegen-
Uber von einem kleinen Heurigen, und als echtes Kind der Thermenregion
gibt es flr mich zum Fortgehen keinen besseren Platz. Besonders im Som-
mer, wenn ein Weinfest das andere ablost.

Als néchste berufliche Herausforderung steht die electronica in Minchen
auf dem Programm. Wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen. Ge-
meinsam mit meinen Kolleginnen werde ich die Rezeption unseres Messe-
stands betreuen. Kommen Sie vorbei - ich freue mich auf Sie!

[ D06

™ Monika Emeresz, +43 1 86305 320
monika.emeresz@codico.com
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